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S Y S T E M  A U T O M A T Y C Z N E G O  T E S T O W A N I A  

P A K I E T Ó W  A N A L O G O W Y C H  I C Y F R O W Y C H  S A T - S M
Siystem SAT-SM przeznaczony  j e s t  do tes tow ania  pakietów zbudowanych z układów cyfrowych, 

analogowych o ra z  hybrydowych; System można również w ykorzystać  do tes tow ania  podzespołów: 
układów scalonych, t ran zy s to ró w  itp. e lementów dyskre tnych . Znajduje on zastosow anie  w p r o ­
ce s ie  produkcji  lub napraw  u rządzeń  inform atyki lub autom atyki. System SAT-SM stosu je  s ię  
w p ro c e s ie  tes tow ania  GO/NO-GO lęb  do u rucham ian ia  pakietów na wydziałach montażu pakietów.

K O N F I G U R A C J A
M inim alna 'konfigurac ja  sy s tem u  SAT—SM:

-  p ro c e s o r  CM 1300,
-  pam ięć  operacy jna  28 Ksłów,
- m onito r  ekranowy SM-7953 ij
-  p am ięć  dyskowa MERA-9450,
-  s p rz ę t  specjalizowany.

Pow yższy zestaw  można ro z s z e rz y ć  dodatkowo o:
- d ru k a rk ę  mozaikową KSR 180,
-  dodatkowe pam ięc i  dyskowe MERA 9450,

Na s p rz ę t  specjalizow any sk łada  s ię  dowolna kom binacja  nas tępu jących  bloków:
-  blok cyfrowy SAT-SM-BC,
-  blok analogowy SAT-SM-BA,
-  blok z a s i laczy  program ow anych  SA T-SM -ZP,

Z estaw ia jąc  odpowiednią kom binację  wyżej wymienionych bloków uzyskuje  s ię  m ożliw ość  te s to ­
wania dowolnych typów pakietów: cyfrowych, analogowych lub hybrydowych.

O p r o g r a m o w a n i e  s p e c j a l i z o w a n e  -  s y s t e m  S A T ,  j e s t  to w ielom o- 
dułowy p ro g ra m  nadzoru jący  p ra c ę  bloków t e s te r a  o ra z  um ożliw iający kom unikację  o p e ra to ra  
z sy s te m e m  SAT-SM, Podstawowe moduły sys tem u:
KNW - re a l iz u je  konw ers je  te s tu  napisanego  w języku PASAT na odpowiadającą mu fo rm ę  
w ew nętrzną .
PASAT je s t  sym bolicznym  język iem ,um ożliw ia jącym  łatwe i szybkie konstruow anie  te s tu .  In­
s t ru k c je  PA SA T-a zapew niają  m iędzy  innymi:
1 . p rog ram ow an ie  p a ra m e tró w  u rząd zeń  składowych t e s te r a ,
2 . dostęp do punktów badanych p o p rzez  odpowiadające mu nazwy schem atow e,
3. us ta lan ie  stanów na grupach punktów wg; określonego  kodu,
4. w ielokrotne wykonywanie okreś lonych  fragm entów  tes tu ,
5. warunkowe wykonanie ok reś lonych  fragm entów  testu .
GNR — rea l izu je  au tom atyczną  g e n e rac ję  tes tu ,
TST -  re a l iz u je  tes tow anie  pak ie tu  w raz  z lo k a l izac ją  uszkodzeń p rzy  pomocy sondy lo k a l iza ­
cyjnej.

S Y S T E M  S AT  RE AL I ZUJ E  T R Z Y  Z A S A D N I C Z E  F U N K C J E1

1. tes tow anie  pakie tu  /G O /N O -G O /,
2 . w spom agane komputerowo u rucham ian ie  uszkodzonego pakietu / lo k a l iz a c ja /
3. w spom agane komputerowo konstruow anie  tes tu .

R ea l izac ja  funkcji 3 możliwa j e s t  po p rzez  częśc iow e wykonywanie fragm eptów  tes tu  o z góry 
ok reś lonych  g ran icach .  Możliwe j e s t  wykonanie jednej in s tru k c j i  lub grupy in s tru k c j i  czy też 
kroku  lub grupy kroków, a nas tępn ie  uzyskanie  z sy s tem u  nas tępu jących  in fo rm ac ji  dotyczących 
badanych punktów pakietu:
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INFORMACJA O FABRYCE MIERNIKÓW I KOMPUTERÓW "ERA'

F ab ry k a  Mierników i Komputerów ERA 
je s t  spadkob iercą  os iągn ięd  i t radyc ji  Zakładów 
ERA,. k tó re  zostały  założone w 1926 r .  P o ­
czątkowo produkowały one specja lne  p rzy rząd y  
e lek tryczne ,  a od 1932 r ,  e lek tryczne  p r z y r z ą ­
dy pom iarow e. Za wysoką jakość  tych p r z y r z ą ­
dów ERA o trzy m a ła  w 1936 roku Złoty Medal 
na Wystawie P rz e m y s łu  Metalowego i .E le k t ro ­
technicznego. Rok 1946 to początek  dzia ła lno­
śc i  powojennej Zakładu. C harak te ryzow ała  s ię  
ona intensywnym rozw ojem  i wysoką ja k o śc ią  
produkowanej a p a ra tu ry  dla pom iarów  p a r a m e - '  
trów  elektycznych, W roku 1968 podjęto decy­
z ję  o produkcji p rz e z  ERlp sp rzę tu  służącego 
technikom obliczeniowym. W dziedzinie  technik 
obliczeniowych d z ia ła lność  F a b ry k i  M ierników 
i Kom puterów ERA obejm uje:

-  produkcję  sys tem ów  m inikom puterow ych,
-  p rodukcję  system ów  s te row ania  n u m ery czn e­
go o b rab ia rek ,
-  p rodukcję  pam ięc i  kasetowych na dyskach 
magnetycznych,
-  p rodukcję  elem entów a rc h i te k tu ry  w nę trz  
ośrodków obliczeniowych,
-  sze rok i  a so r ty m e n t  oprogram ow ania ,
-  p rojektow anie  i p rodukcję  obwodów drukow a­
nych,
-  m ontaż e lek trom echan iczny ,
-  usługi se rw isow e,
-  usługi w z a k re s ie  projek tow ania  konfiguracji 
sp rz ę tu  i oprogram ow ania  za leżn ie  od po trzeb  
użytkownika.

F ab ryka  M ierników i Kom puterów ERA w 
produkcji  p rzy rząd ó w  pom iarow ych ma praw ie  
60-letnie t rad y c je ,  Do roku 1939 dzia ła ła  jako 
spółka akcyjna ER A ,produkująca p rz y rz ą d y  po­
m ia row e  na l icenc ji  f i rm y  N orm a -  Wiedeń.
W c z a s ie  okupacji nadzó r  nad produkcją  ERY 
spraw ow ała f i rm a  S iem ens-S chuckert  w B e r l i ­
nie.

W roku  1945 reaktywowana zos ta ła  d z ia ła l­
ność p rz e d s ię b io rs tw a ,  z p ow ierzen iem  spe­
c ja l iz a c j i  w z a k re s ie  e lek trycznych  p r z y r z ą ­
dów pom iarowych. Do 1953 roku uruchomiono 
produkcję  podstawowych p rzy rządów  p o m ia ro ­
wych tablicowych i p rzenośnych ,p rzeznaczonych  
do p o m ia ru  nap ięc ia ,  p rądu , mocy i rezy s tan c j i ,  
os iąga jąc  p rz y  za trudnien iu  1000 osób pułap m o ­
cy produkcyjnych. W la tach  1954-57 z uwagi na 
b rak  m o ż liw ośc i  rozbudowy produkcję  częśc i  
a so r ty m en tu  p rze ję ły  Zakłady LZAE LUMEL

w Zielonej Górze. Od 1948 do 1981 roku Zakła­
dy wdrożyły do produkcji około 200 typów ró ż ­
nych e lek trycznych  p rzyrządów  pom iarowych. 
Obecnie F ab ryka  produkuje pięć podstawowych 
grup m iern ików  wielkości e lek trycznych :
- m ie rn ik i  un iw ersa lne  typu UM,
- m ie rn ik i  oporności izo lac ji  i uz iem ienia  typu 
IMI i IMU,
-  m ie rn ik i  lab o ra to ry jne ,
-  m ie rn ik i  tablicowe i apara tow e typu MER i 
MK,
-  w skaźniki w ysterow ania  typu MISKOP
o ra z  p rz e ry w a cz e  św ia te ł  kierunkowskazów do 
samochodów FIAT 126P i WAZ / e k s p o r t  do 
ZSRR/,

M iern ik i  wielkości e lek trycznych

Obecnie F ab ry k a  produkuje p ięć  podstawo­
wych grup m iern ików  wielkości e lek trycznych :
-  m ie rn ik i  un iw ersa lne  typu UM,
- m ie rn ik i  opornośc i  izo lac j i  i u z iem ien ia  typu 
IMI i IMU,
- m ie rn ik i  lab o ra to ry jne ,
-  m ie rn ik i  tablicowe i apara tow e typu MER i 
MK,
- wskaźniki w ysterow ania  typu MISKOP 
o ra z  p rz e ry w a cz e  św ia te ł  kierunkowskazów 
do samochodów FIAT 126P i WAZ /e k s p o r t  do 
ZSRR/.

M i e r n i k i  u n i w e r s a l n e  stosowane 
są  w se rw isa c h  i w a rsz ta ta ch  napraw  sp rzę tu  
rad iow o-te lew izyjnego , sp rzę tu  gospodarstw a 
domowego. Są niezbędnym  n a rz ę d z iem  służb 
energe tycznych  i e lek tron icznych  w kopalniach, 
zakładach energetycznych , hutach, s toczniach 
i w szystk ich  zakładach p rzem ysłow ych  różnych  
b ranż . Is tn ie je  również bardzo duże z a in te re so ­
wanie osób prywatnych /m a js te rk o w ic z ó w / .

M i e r n i k i  o p o r  n o ś c i izolacji  i uzie ' 
m ień  i m a ją  zas tosow anie  p rzed e  w szystk im  
w s łużbach  energe tycznych  kopalń, hut, zak ła­
dach p rzem ysłow ych  różnych  branż, adm in i­
s t r a c j i  domów m ieszka lnych . Niezbędne są  
rów nież  w szystk im  p rzed s ięb io rs tw o m  ins ta lu ­
jący m  kable i przewody e lek try czn e .  Stosowa­
ne s ą  rów nież  p rzy  po m ia rach  spraw nośc i in­
s ta la c j i  odgromnikowych.

M i e r n i k i  l a b o r a t o r y j n e  s to so ­
wane są  p rz y  dokonywaniu precyzy jnych  pom ia­
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rów wielkości e lek trycznych  w la b o ra to r ia ch  
instytutów, w yższych uczelni,  w la b o ra to r iach  
zakładowych. Służą rów nież  jako pomoce dy­
daktyczne w szkolnictw ie wyższym 1 ś redn im .

M i e r n i k i  t a b l i c o w e  i a p a r a ­
t o w e  stosowane s ą  wyłącznie jako wyroby 
kooperacyjne  w szafach  i pulpitach ro z d z ie l ­
czych i s te ru jący ch  /m ie rn ik i  tablicowe M ER/ 
a m ie rn ik i  MK w a p a ra tu rz e  e lek trom edyczne j ,  
w a p a ra tu rz e  i u rządzen iach  e lek tron icznych  
jako  wskaźniki w ielkości m ierzonych  /n ie  tyl­
ko w ielkości e lek try czn y ch / .  Głównymi odb io r­
cam i m ierników  tablicowych, apara tow ych są  
p rz e d s ię b io rs tw a  r e s o r tu  komunikacji.

W s k a ź n i k i  w y s t e r o w a n i a  są  
w yrobem  typowo kooperacyjnym  stosowanym 
w produkcji  s tereofon icznych  u rządzeń  odtwa­
rz a ją c y ch  jak odbiorniki radiow e, magnetofo­
ny, gramofony.

F ab ry k a  eksportu je  swoje wyroby / poza 
w skaźnikam i w ys te row an ia /  do w szystk ich  k r a ­
jów należących  do I o b sz a ru  płatn iczego, a w 
II o b sz a rz e  p łatn iczym  głównymi odb io rcam i 
są :  Wielka B ry tan ia ,  Włochy, H iszpania , T u r ­
c ja .  A u s tr ia ,  A rgentyna, Singapur. W iększość 
wyrobów zosta ła  w drożona do produkcji  na, pod­
s tawie opracow ań w łasnych i p rzy  w spółpracy  
z Insty tu tem  E lek tro techn ik i .  W oparc iu  o l ic e n ­
c ję  podjęto p rodukcję  wskaźników m in ia tu ro ­
wych, p rz e ry w a cz y  św ia te ł  kierunkowskazów 
o r a z  mierników pokładowych. M iern ik i e lek try ­
czne wchodzą w skład wyrobów produkowanych 
p rz e z  k i lkadz ies ią t  fabryk  w P o lsc e  produku ją­
cych u rządzen ia  pom iarow e, sp rz ę t  au tom aty ­
ki p rzem ysłow ej,  s p rz ę t  lotniczy, rozdz ie ln ie  
e n e rge tyczne ,  u rząd zen ia  spec ja lne  i inne w aż­
ne dla gospodarki narodowej wyroby.

R ozw ó jp ro d u k c j l  e lek trycznych  p rzyrządów  
pom iarow ych j e s t  sk ierow any głównie na zwię­
kszen ie  stopnia pokryc ia  zapotrzebow ania  k r a ­
jowego o ra z  ro z s z e rz e n ia  ek spo r tu  do U o b sza ­
r u  płatn iczego.
M odern izac ja  p rzy rządów  pom iarow ych doko­
nywana będzie głównie po p rzez  ich e lek tro n i-  
zac ję ,  po lega jącą  na zas tąp ien iu  e le k tro m e c h a ­
nicznego u s tro ju  pom iarow ego p rze tw orn ik iem  
analogow o-cyfrowym  i c iek łok rys ta l icznym  po­
lem  odczytowym. Będzie to w pełni możliwe 
w ów czas; gdy e lem enty  te będą w k ra ju  p rodu­
kowane masowo o ra z  będą tan ie  i niezawodne. 
E le k tro n iz a c ją  1 m o d e rn izac ją  obję te  będą 
p rz e d e  w szystk im  m ie rn ik i  un iw ersa lne , k tó­
ry c h  p rodukcja  powinna być poważnie zw iększo­
na o ra z  m ie rn ik i  opornośc i  izo lac j i ,  oporności 
uz iem ien ia ,  opornośc i  zwarciowej o r a z  m i e r ­
niki lab o ra to ry jn e .

M odern izac ja  m iern ików  e lek trycznych  kon­
wencjonalnych z m ie rz a ć  będzie do typizacji 
podstawowych podzespołów i dostosowania ich 
do zmechanizowanych a nawet zautom atyzow a­

nych u rządzeń  produkcyjnych. Jedńym  z celów 
j e s t  pełne w ykorzystan ie  u rządzeń  zakupionych 
w ra m a c h  l icencji  na miniwskaźnlki WEIGAND 
o ra z  p rzen ie s ien ia  produkcji mniej złożonych 
wyrobów do Zakładu zam iejscowego w Gostyni­
nie, R ea lizac ja  z am ie rzeń  m odernizacyjnych, 
obok konkretnych efektów ekonomicznych i han­
dlowych powinna doprowadzić do ogran iczen ia  
produkcji czę śc i  m echanicznych, s tanowiących 
"w ąskie  gard ło"  produkcji Zakładu. Zw iększe­
nie produkcji będzie uzyskiwane również po­
p rz e z  popraw ę o rgan izac ji  p rodukcji ,  zwięk­
szen ie  zm ianowoścl o ra z  o rgan izac ję  p racy  
nakładczej.  Jednym  z podstawowych celów 
dzia łan ia  Zakładu je s t  nadążanle  za tendenc ja ­
mi w ystępującym i na rynkach  KK tak, aby m o ż­
na było u trz y m a ć ,  a nawet znacznie rozwinąć 
ek sp o r t  na te rynki. Odpisy dewizowe uzysk iw a­
ne ze sp rzedaży  m ierników  są  bowiem głów­
nym źród łem  zakupów podzespołów e le k tro n ic z ­
nych p(od ką tem  po trzeb  b ran ży  inform atyki. 
Zw iększenie  eksportu  będzie  następowało  głównie 
w drodze dostosowywania produkowanych w yro­
bów do wymagań im por te rów  lub w drażan ia  do 
p rodukcji  wyrobów nowych,opracowanych sp e ­
cja ln ie  na życzenie  określonego  odbiorcy. Do­
św iadczen ia  zdobyte p rzy  w spółpracy  z im p o r­
t e r a m i  w skazują  bowiem, że na tej d rodze  m oż­
na osiągnąć n a jlepsze  efekty.

Systemy m inikom puterowe

F a b ry k a  M ierników i Komputerów na począ t­
ku la t  s ied em d z ies ią ty ch  jako p ie rw sza  w kra ju  
podjęła p rodukcję  8-bitowego m in ikom putera  
MERA-300, opracowanego p rz e z  zespół kon­
s truk to rów  IMM. P o  kilku la tach  MERA-300 
zos ta ła  zastąp iona znacznie bardzie j  doskona­
łym, 16-bitowym m in ikom puterem  MERA-400, 
produkowanym do dziś . W związku z p rz y ję ­
c iem  standardu  na sys tem y m inikom puterowe 
w ra m a c h  RWPG, w 1979 roku FMiK,we współ­
p ra c y  z p rz e m y s łe m  ZSRR,rozpoczęła  produk­
cję  system ów m inikom puterowych SM EMC. 
P ie rw szy m  efektem  tej w spółpracy były s y s te ­
my I kolejności, konfigurowane na bazie p ro c e ­
so ra  SM 3 produkcji  WUM w Kijowie. Systemy
te  zestaw iane były z m y ś lą  o konkretnych za s to ­
sowaniach. Na ich bazie  powstały spec ja lizow a­
ne sys tem y  o nazwie MERA-CAMAC-SM 3A, 
p rzezn aczo n e  do obsługi eksperym entu  nauko­
wego. Wyposażono w nie w iele labora to r iów  o- 
r a z  placówek naukowo-badawczych, zw łaszcza  
w ZSRR.

W roku 1981 p roducenci ra d z ie c cy  ro zp o czę ­
li  dostawy do P o lsk i  p ro ceso ró w  SM 4, co po­
zwoliło na zestaw ian ie , system ów m inikom pute­
row ych II kole jności o bardz ie j  rozbudowanych 
konfiguracjach , w ykorzystu jących  u rządzen ia  
p e ry fe ry jn e  zarówno polskie , jak  i produkowa­
ne w pozosta łych  k ra jach  RWPG. O pracowane 
i produkowane w fabryce  jednostk i t r a n s m is y j ­
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ne /m u l t ip le k s o r ,  a d a p te ry /  um ożliw ia ją  łą ­
czenie  system ów  w s iec i  kom puterow e, k tó re  
znacznie  w zbogacają  o fe r tę  handlową p rz e d s ię ­
b io rs tw a , W w iększośc i  ap likac ji  k o rz y s ta ją ­
cych ze s tandardu  CAMAC stosowanie  p ro c e ­
s o ra  typu SM 4 j e s t  n ieuzasadnione ze względu 
na jego dużą moc obliczeniową o ra z  s tosunko­
wo duży koszt. B io rąc  to pod uwagę w draża  s ię  
do produkcji  sy s tem  m inikom puterow y MERA- 
CAMAC-1300. System ten zestaw iany j e s t  z ty­
powych bloków system ów  MERA-SM i jednos t­
ki cen tra ln e j  -  m in ikom pu tera  SM-1300, p r o ­
dukcji ZSRR, O k re s  k ilkunastu  la t  produkcji 
system ów  m inikom puterow ych pozwolił na wy­
pracow anie  koncepcji rozw oju  w z tfkresie  sy­
stem ów  MERA-SM, III kolejności.

Podstawowym , opracowywanym obecnie e le ­
m entem  sys tem u, j e s t  jednostka  cen tra ln a .  
Według nom enkla tu ry  SM EMC będzie to moduł 
M l 6 -  23. Będzie  s ię  on charak te ry zo w a ł:

-  m odułow ością  k ons trukc ji ,  co pozwoli na ze ­
s taw ienie  s t ru k tu r  o różnych  m ocach  o b licze ­
niowych,
-  m ożliw ośc ią  do łączenia  p r o c e s o ra  zm ienno­
przecinkow ego,
-  m oż liw ośc ią  dołączenia  p r o c e s o ra  a ry tm e ty ­
ki dz ies ię tne j ,
-  a d r e s a c ją  pam ięc i  do 4 MB / 1 6 ra z y  więcej 
niż  w SM 4 / ,
-  ro zbudow anym i'ś rodkam i d iagnostyki /w bu­
dowaną diagnostyką, zdalną  diagnostyką/, co 
pozwoli na szybką i p r o s tą  lo k a l izac ję  uszko­
dzeń,
-  szybką p am ięc ią  buforową,
-  bazą e lem entow ą i uk ładam i dużej ska li  in te ­
g ra c j i  p rodukcji  ZSRR i PR L .

P rzew id u je  s ię ,  że sy s tem y  III ko le jności 
produkowane w ‘FMiK ERA,w porównaniu 
do obecnie produkowanych,będą c h a ra k te ry z o ­
wały s ię :
-  w iększą  w ydajnośc ią  i funkcjonalnością , ła t­
w ośc ią  zes taw ian ia  konfiguracji  pod o k reś lone  
ap likac je ,
-  zw iększoną niezaw odnością ,
-  ła tw ie jszą  obsługą,
-  m n ie js z ą  energoch łonnośc ią ,
J m n ie jsz y m i r o z m ia r a m i  i  m asą ,
-  m n ie js z ą  p raco ch ło n n o śc ią  wytworzenia ,
-  pe łną  p rz e n o sz a ln o śc ią  o p rog ram ow an ia  z 
poprzednio  produkowanym i sy s te m a m i MERA- 
SM.

System y zorien tow ane problemowo

System y Zorientow ane Prob lem ow o /S Z P /  
s tanow ią  jakościow o nową fo rm ę  przygotow a­
nia  i s p rz e d a ż y  sp rz ę tu  kom puterow ego. W
tradycy jnym  ujęciu , p roducen t  system ów  kom ­
puterow ych d o s ta rc z a ł  sy s tem  uniw ersa lny , 
k tó ry  dopiero  u użytkownika finalnego był ob ie­
k tem  c z a s o -  i- nakładochłonnej adap tac ji  do 
jego konkre tnych  p o trz e b .  W przypadku s p r z e ­
daży SZP, p roducen t  d o s ta rc z a  sy s tem  p rz y ­

stosowany do danego sposobu użytkowania. 
P rzy s to so w an ie  to obejm uje  dobran ie  odpowied­
niej jednostk i cen tra lne j  sys tem u, właściwego 
zestaw u u rząd zeń  zew nętrznych, tak ich  jak: 
p a m ię c i  dyskowe i taśm ow e, te rm in a le  e k r a ­
nowe, d rukark i ,  sp rz ę t  spec ja l is tyczny  o ra z  
oprogram ow anie  system ow e i użytkowe. Kup­

no w łaściw ego SZP p rz e z  użytkownika zapewnia- 
efektywne w ykorzystan ie  sp rzę tu  kom puterow e­
go bezpośrednio  po jego in s ta lac j i  bez po trzeby  
jego głębokiej adap tac j i  w m iejscow ych w arun­
kach. O pisana powyżej filozofia przygotowania
system ów  kom puterowych je s t  powszechnie  
uznawana w k ra ja c h  RWPG.

W F a b ry c e  «Mierników i K omputerów ERA 
od d łuższego już  czasu  prowadzone są  p ra c e  
nad przygotow aniem  i w drożen iem  do produk­
cji  sz e re g u  SZP w op arc iu  o kom putery  Syste­
m u M ałych E lek tron icznych  M aszyn Cyfrowych, 
produkowanych w o p a rc iu  o w spó łp racę  m ię ­
dzynarodową w ra m a c h  RWPG. FMiK ERA 
w spom agana j e s t  w tym  z a k re s ie  p r z e z  p laców­
ki naukowe o r a z  zaawansowanych użytkowników 
sp rz ę tu  kom puterowego. Dzięki tym s ta ra n io m  
w końcowej fazie  opracow ania  znajdują  s ię  o -  
becnie SZP do:

-  au tom atyzac j i  la b o ra to r iu m  badawczego,
-  wspom agania  nauczania,
-  przygotowania  tekstów  dla m a łe j  po lig ra f i i ,  '
-  z a rz ą d za n ia  m ałym  i ś r e d n im  p rz e d s ię b io r ­
s twem  p rzem ysłow ym ,
-  au tom atyzacj i  biblioteki,
-  tes tow ania  układów elek tron icznych .

Pod ję to  też  p ra c e  nad S Z P ,k tó re  znajdą  za­
stosow anie  w leczn ic tw ie ,  a p rz e d e  w sz y s t ­
k im  w za rząd zan iu  szp i ta lem  o r a z  w au tom a- 

• tyzac ji  wielu ważnych m edycznych  badań dia­
gnostycznych. Realizowany p ro g ra m  zakłada, 
że w na jb liższych  la tach  w iększość  sp rzę tu  

. komputerowego w ytw arzanego i kompletowa­
nego w FMiK ERA będzie sp rzedaw ana  pod 
p o s ta c ią  Systemów Zorientowanych P ro b le m o ­
wo.

P a m ię c i  dyskowe

P ro d u k c ja  nowoczesnych pam ięc i  dyskowych 
z o s ta ła  podjęta w FM iK w ra z  z zakupem w 
1973 roku  l ic e n c j i  od f i rm y  Control D ata  C or­
po ra t io n  na pam ięć  CDC 9425. Znajdująca s ię  
obecnie w p rodukcji  pam ięć  MERA-9450 je s t  
opracow aniem  w łasnym , postlicencyjnym . 
P a m ię ć  ta  stanowi n iezbędne wyposażenie  sy­
stem ów  m inikom puterow ych produkowanych w 
F M iK - W przypadku opanowania w P o ls c e  
technologii nośników o ra z  głowic dyskowych 
przew idu je  s ię  zwiększenie  produkcji  pam ięc i ,  
k tó re  byłoby k o rzys tne  np. ze względu na m o ­
ż liw ości eksportow e w RWPG, W chwili obec­
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nej,  k ie ru jąc  s ię  po trzeb am i użytkowników na­
szych  wyrobów FMiK przygotowuje s ię  do 
w drożenia  do produkcji  pam ięc i  MERA-9530 
o w ie lokro tn ie  w iększej po jem ności.  P raco w n i­
cy zap lecza  technicznego F abryki p ra c u ją  obec­
nie nad rozw iązan iem  problemów technicznych 
nie pozw alających na zw iększenie  produkcji 
pam ięc i  już opracowanych.

M ik roprocesorow e układy s te row ania  
num erycznego  ob rab ia rk am i

P ro d u k c ja  układów s te row ania  num erycznego 
/U SN / o b ra b ia rk a m i  zos ta ła  podjęta p rz e z  
FMiK' ERA w raz  z zakupem w 1978 r .  l ic e n ­
cji od f i rm y  ASEA na sy s tem  NUCON 400, O- 
pracowywany obecnie układ NUXON 500 będzie 
n a s tęp cą  układu licencyjnego, lep ie j  zaspoka­
ja ją c  wymagania producentów o b ra b ia re k  s te ­
row anych num eryczn ie ,  jak  rów nież  nadążając  
za pos tępem  technicznym  w tej dziedzinie .

Układ NUXON 500 będzie cha rak te ry zo w ał  
s ię  nas tępu jącym i cecham i:
-  e la s tyczną ,  blokową i modułową konstrukc ją ,  
um ożliw ia jącą  wbudowywanie USN b ezp o ś red ­
nio w e lem enty  konstrukcyjne  o b rab ia rk i ,
-  m oż liw ośc ią  re a l iz a c j i  wielu spec ja l izow a­
nych odmian układu do s te row ania  różnorodny­
m i k la sam i o b rab ia rek ,  takich  jak: w ie r ta rk i ,  
w ie r t a rk o - f r e z a rk i ,  tokark i ,  c e n t ra  obróbcze , 
s z l i f ie rk i ,  w ycinark i drukowe i t p . ,
-  p ro s to tą  dołączania  do o b ra b ia rk i  za pom ocą

program ow anego in te r fe jsu  logicznego,
-  e rgonom icznym  pulpitem  o p e ra to rsk im ,  za­
opatrzonym  w m onito r  ekranowy,
-  zastosow aniem  wielu układów scalonych LSI, 
takich  jak: m ik ro p ro c e so ry  8 i 16-bitowe o raz  
pam ięc i  typu RAM i EPROM , zapewniających 
wysoką niezawodność układu,
-  wysokimi p a ra m e t r a m i  obróbki /sz y b k o ść ,  
dokładność, in te rp o la c je /  pzyskanym i dzięki 
p rzy jęc iu  s t ru k tu ry  w ie lom ikroprocesorow ej 
układu i zrównolegleniu re a l iz a c j i  funkcji,
-  m oż liw óśc ią  p ra c y  w e lastycznych  sys tem ach  
produkcyjnych /F M S / .

P r a c e  nad układem  NUXON 500 są  prow adzo­
ne p rzy  ś c is łe j  w spółpracy  z k ra ja m i  RWPG 
w ra m a c h  "P o ro zu m ien ia  o w ie lostronnej współj 
p ra c y  naukow o-technicznej kra jów  RWPG w
z a k re s ie  opracow ania  i p rodukcji system ów 
ste row an ia  num erycznego o b rab ia rk am i.  . . .

N iektórzy użytkownicy sp rz ę tu  kom pute­
rowego p rodukcji  FMiK ERA za  g ra n ic ą

1. Syberyjski Oddział Nauk -  Nowosybirsk
2. Instytut Badań Jądrow ych -  Dubna k/M oskwy,
3. Instytut E nerge tyk i  -  Moskwa.
4. Insty tu t Cybernetyki -  Kijów.
5. Instytut F izyki Jądrow ej -  L e n in g ra d .
6. Syberyjski Instytut M agnetyzmu Ziem skiego  
i Jo n o sfe ry  -  Irkuck.
7. Instytut A stro f izyk i  AN ZSRR - Talin .
8. Naukowo-Badawczy Instytut A utom atyzacji ,  
i E lek trom echan ik i  -  Tom sk.
9. Instytut F izyki Wysokich E n e rg i i  -  Portf ino .
10. Instytut Chemii Organicznej -  Irkuck.

UłliiltH
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SYSTEM Y M IN IK O M P U T E R O W E  T Y P U  E R A - S M

O rgan izac ja  system ów  typu ERA-SM
Systemy typu ERA-SM  zestaw ione są  z modu­

łów sam odzie lnych  funkcjonalnie i kons trukcy j­
nie  bloków. Moduły sy s tem u  podzie lić  można 
na n as tępu jące  grupy:
-  bloki logiczne /p r o c e s o r y ,  p am ięc i ,  k on tro le ­
ry ,  a d a p te ry / .  ,
-  u rząd zen ia  p e ry fe ry jn e  /d ru k a rk i ,  te rm in a le ,  
pam ięc i  dyskowe i t p . / ,
-  bloki zas i lan ia ,
-  s tandardow e konstrukc je  m echan iczne  /s z a fy ,  
s to lik i,  k a s e ty / .

Bloki log iczne  komunikują s ię  m iędzy  sobą 
po p rzez  standardow y in te r fe js  system owy 
w s p ó l n a  s z y n a .  U rządzen ia  p e ry fe ­
ry jn e  dołączane  są  do sy s tem u  po p rzez  kon tro ­
l e r y .  Bloki zas i lan ia  d o s ta rc z a ją  n iezbędne n a ­
p ięc ia  do bloków logicznych i u rząd zeń  p e ry fe ­
ry jnych , tw orząc  jednolity  sy s te m  zas i lan ia  
całego  zestawu m inikom puterow ego. S tandar­
dowe konstrukc je  m echan l  czne um ożliw ia ją  
p ro s te  po łączen ia  i m ocowania modułów s y s te ­
mu.

Bloki log iczne
44-1300 -  Moduł p ro c e s o ra  SM-1300. 01 je s t  

podstawowym e lem en tem  system ów  ERA-SM; 
p rzezn aczo n y  j e s t  do p rz e tw a rza n ia  danych i 
s te ro w an ia  p r a c ą  sy s tem u , zgodnie z p r o g r a ­
m a m i zap isanym i w p am ięc i  operacy jne j;  wy­
konany w techn ice  m ik ro p ro ceso ro w e j  r e a l i z u ­
je  l i s t ę  rozkazów  p ro c e so ra '  SM4 / z w yłącze­
n iem  o p e rac j i  T I S / ; um ożliw ia pełną  a d re s a c ję  
zaw arte j  w n im  półprzewodnikowej pam ięc i  
operacy jne j  o .po jem nośc i  248 Kbajtów.

44-2420 -  Moduł p ro c e s o ra  SM-2420 j e s t  
podstawowym e lem en tem  system ów  ERA-SM; 
p rzeznaczony  j e s t  do p rz e tw a rza n ia  danych i 
s te row an ia  p r a c ą  sy s tem u  zgodnie z p r o g r a m a ­
m i zap isanym i w pam ięc i  operacy jne j;  wykona­
ny w technice  m ik ro p ro ceso ro w e j  r e a l iz u je  
l i s t ę  rozkazów  p ro c e s o ra  SM4 p ó sze rzo n ą .  o 
ro z k a z y  zm iennoprzecinkow e; um ożliw ia p r a ­
cę  z pam ięc ią  o p e racy jn ą  o po jem nośc i  do 4 
M bajtów.

44-M CPU  -  Moduł p r o c e s o ra  SM-44 /SM - 
2362/ j e s t  podstawowym e lem en tem  system ów  
ERA-SM; p rzezn aczo n y  j e s t  do p rz e tw a rza n ia  
danych i s te ro w an ia  p r a c ą  sy s tem u , zgodnie z 
p ro g ra m a m i  zap isanym i w pam ięc i  o p e ra c y j­

nej; wykonany w techn ice  m ik ro p ro ceso ro w e j  
r e a l iz u je  l i s tę  rozkazów  p r o c e s o ra  SM4 p o sz e ­
rz o n ą  o ro zk azy  zm iennoprzecinkow e i zestaw  
rozkazów  specjalnych; um ożliw ia p r a c ę  z p a ­
m ię c ią  o p e racy jn ą  o po jem nośc i  do 4 Mbajt; 
wbudowane w p ro c e s o r  m echan izm y pro tekc ji  
um ożliw ia ją  rac jo n a ln ą  gospodarkę  zasobam i 
pam ięc i  operacy jne j .

44-MKPO -  Moduł k o n tro le ra  pam ięc i  ope­
racy jn e j ;  um ożliw ia w sp ó łp racę  p ro ceso ró w  
SM-44 i SM-2420 z półprzewodnikową p am ię ­
c ią  o p e racy jn ą  dużej po jem ności /łą.cznie do 
4 M bajt / ;  wbudowane w k o n tro le r  układy dia­
gnostyki i ko rekc ji  um ożliw ia ją  wykrywanie 
i k o rek c ję  pojedynczych p rzek łam ań  w in fo r­
m ac j i  odczytywanej z p am ięc i ,  a także pełną  
de tekc ję  p rz e k ła m a ń  podwojonych; w kasec ie  
k o n tro le ra  można u m ieśc ić  do c z te re c h  modu­
łów nośnika 44-MNPO.

44-MNPO -  Moduł nośnika p am ięc i  o p e ra c y j­
nej półprzewodnikowej; p rzeznaczony  j e s t  do 
przechow yw ania p rze tw arzan y ch  danych o ra z  
rozkazów  wykonywanych p rog ram ów ; w każdej 
k om órce  przechowywanych j e s t  16 bitów in fo r ­
m ac j i  16  bitów kodu korekcyjnego  ECC; za leż ­
nie od wykonania moduły c h a ra k te ry z u ją  s ię  
zm ienną  p o jem nośc ią  /256  kB albo 1 M B /; 
k o n s tru k c ja  modułu um ożliw ia zas i lan ie  z aw a­
ry jnego  ź ród ła  batery jnego .

44-MKIT -  Moduł k o n tro le ra  pojedynczego 
te rm in a la ;  um ożliw ia dołączenie  do sys tem u  
jednego te rm in a la  dowolnego typu w yposażone­
go w in te r fe js  szeregow y napięciowy /U 24 -  
tylko l in ie  danych/ lub prądow y /p ę t l a  p rą d o ­
wa 20 m A /i  zapewnia łatwy sp rzę tow y wybór 
p a ra m e t ró w  t r a n s m is j i  -  szybkość , sk ładania  
znaków; stosow any j e s t  jako k o n tro le r  p ods ta ­
wowego te rm in a la  system owego.

44-MK4.T -  Moduł k o n tro le ra  c z te r e c h  t e r m i ­
nali;  um ożliw ia dołączenie  do sys tem u  c z te re ch  
te rm in a l i  dowolnego typu wyposażonych w in te r ­
f e js  szeregow y napięciowy /U 24 -  tylko lin ie  
danych/ lub prądow y /p ę t l a  prądow a 20 m A /;  
zapewnia łatwy sp rzę tow y wybór p a ra m e tró w  
t r a n s m is j i  -  szybkość ,  sk ładania  znaku -  n ie ­
za leżn ie  dla każdego te rm in a la .

44-MK2D -  Moduł k o n tro le ra  dwóch d ruka-  
r e k ;  um ożliw ia do łączenie  do sys tem u  dwóch 
d ru k a re k  dowolnego typu wyposażonych w in-
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te r f e j s  IRPR lub LOGABAX; umożliwia również 
dołączanie  innych u rządzeń  -  odbiorników, wy­
posażonych w wymienione In te rfe jsy .

44-MKDE -  Moduł k o n tro le ra  dysków e la s -  
tycznych; umożliwia dołączenie  do system u 
s ta c j i  dysków e lastycznych  -  2 'dyski 5 1 /4  cala; 
r e a l iz u je  p rz e s ła n ia  w kanale  bezpośredniego 
dostępu /D M A / pom iędzy sy s tem am i i s ta c ją  
dysków; k o n tro le r  wykonany j e s t  w technice 
m ik ro p ro ceso ro w e j .

44-MKDK -  Moduł k o n tro le ra  dysku k ase to ­
wego; um ożliw ia dołączenie  do sys tem u  od jed ­
nej do c z te re c h  s tac j i  dyskowych MERA-9450; 
r e a l iz u je  p rz e s ła n ia  w kanale bezpośredniego 
dostępu /D M A / pomiędzy sy s tem em  i s tac jam i 
dysków; kon tro le r  wykonany j e s t  w technice m i­
k ro p ro ceso ro w e j .

44-MKDP -  Moduł k o n tro le ra  dysku pak ie to ­
wego; umożliwia dołączenie  do sys tem u  od jed ­
nej do c z te re c h  s tac j i  dyskowych MERA-9530; 
r e a l iz u je  p rz e s ła n ia  w kanale  bezpośredniego 
dostępu /D M A / pom iędzy sy s te m e m  1 s tac jam i 
dysków; k o n tro le r  wykonany j e s t  w technice 
m ik ro p ro ceso ro w e j .

44-M KPS -  Moduł k o n tro le ra  p am ięc i  t a ś m o ­
wych szpulowych; umożliwia dołączanie  do sy­
stem u  przew ijaków  taśm owych szpulowych 
CM5300. 01, CM5306, CM5308, CM5309; r e a l i ­
zuje p rz e s ła n ia  w kanale  bezpośredniego  dostę ­
pu /D M A / pom iędzy sy s tem em  i p rzew ijakam i 
taśm ow ym i.

44-MA2A - Moduł a d ap te ra  dwóch kanałów 
szeregow ej t r a n s m is j i  asynchronicznych; dopa­
sowuje s tandardy  in te r fe jsu  szeregow ego EIA- 
RS232C/CCITTr U24 / r e ż im  asynch ron iczny / 
do wymagań sys tem u ERA-SM; umożliwia bu­
dowanie s iec i  komputerowych jak  też  do łącza­
nie p racu jących  pop rzez  lin ie  komunikacyjne 
m onitorów, inteligentnych te rm in a l i  i t p . ; za­
pewnia łatwy sprzętow y wybór t r a n s m is j i  -  
szybkość /o d  150 do 19200 bodów/, sk ładania  
znaku -  n ieza leżn ie  dla każdego kanału.

44-MATS -  Moduł a d ap te ra  kanału s z e re g o ­
wej t r a n s m is j i  synchronicznej;  dopasowuje s tan ­
dardy  in te r fe jsu  szeregowego EIA-RS232C/ 
CCITT-U24 / r e ż i m  synchron iczny / do w ym a­
gań sys tem u  ERA-SM; umożliwia budowanie 
s iec i  komputerowych złożonych z system ów  
ERA-SM, jak  rów nież dołączanie system ów 
ERA-SM jako inteligentnych te rm in a l i  do kompu­
te rów  Jednolitego Systemu EMC; dopuszcza 
stosowanie protokółów SDLC, HDLC, ADCCP, 
DDCMP o ra z  BISYNC.

44-MATR - Moduł ad ap te ra  kanału t r a n s m l-  
s j i  równoległej; umożliwia tw orzenie  szybkie­
go równoległego 16-bitowego łącza  m iędzy-  
komputerowego pomiędzy dwoma sy s tem am i 
typu ERA-ŚM  na odległość do 15 m; rea l iz u je  
p rz e s ła n ia  w kanale  bezpośredniego  dostępu 
do pam ięc i  /D M A /.

44-M ATT -  Moduł a d ap te ra  kanału t r a n s m i ­
s j i  szeregow ej z s e p a ra c ją  t ran s fo rm a to ro w ą ;
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r e a l iz u je  p rz e s ła n ia  16-bitowych słów po­
p rz e z  szeregow y kanał na odległość do 1 km 
z szybkośc ią  do 0, 5 M bitów /s; zapewnia sep a ­
r a c ję  galwaniczną w spó łp racu jących  system ów 
m inikom puterowych; umożliwia budowanie s ie ­
ci komputerowych.

44-^TBIT - Moduł boots trapu i te rm in a to ra ;  
u m ieszczany  na końcu in te r fe jsu  systemowego 
zabezp iecza  go p rzed  zak łóceniam i wywołany­
mi niedopasowaniem  falowym linii sygnałowych; 
p ro g ra m y  zaszy te  w pam ięc iach  s ta łych m odu­
łu um ożliw ia ją  ładowanie do pam ięc i  o p e racy j­
nej oprogram ow ania  system ow ego i tes tu jącego  
z różnych  ź ródeł -  z magnetycznych pam ięc i  
zew nętrznych albo po p rzez  łącza  t ra n sm isy jn e  
z innych komputerów.

44-MPWS -  Moduł pow ielacza in terfejsu . 
WSPÓLNA SZYNA; p rzeznaczony  j e s t  do ko­
re k ty  za leżnośc i  czasow ych i w zm acnian ia  sy ­
gnałów in te r fe jsu  system owego: umożliwia 
zestaw ien ie  system ów  ERA-SM  o s iln ie  ro zb u ­
dowanych konfigurac jach .

Bloki zas i lan ia  
i s tandardow e konstrukc je  m echan iczne

44-MCAM - Moduł in te r fe jsu  CAMAC; dopa­
sowuje s tandardy  in te r fe jsu  pom iarow ego 
CAMAC do wymagań sys tem u  ERA-SM; um o­
żliwia dołączanie  do sys tem u  stanowisk p o m ia ­
rowych zestaw ianych  z dowolnego r e p e r tu a r u  
bloków CAMAC.

44-M ZA S - Moduł zas i lan ia ;  w ytw arza n ie ­
zbędne napięc ia  s ta łe  ,/+5tJ +12IJ -12U/ z a s i la ­
jące  bloki logiczne i n iek tó re  u rząd zen ia  p e ry ­
fe ry jne  sys tem u  ERA-SM; blokowa konstrukc ja  
modułu / s t a n d a r d  EUROCARD/ umożliwia two­
rz e n ie  zestawów zas i la jący ch  o p a ra m e t r a c h  
dopasowanych do wymagań sys tem u.

44-M BZS - Moduł bloku za łączan ia  s iec i;  
p rzeznaczony  je s t  do p rzy łączan ia  sy s tem u  do 
s iec i  z a s i la ją c e j ;  zabezp iecza  sieć p rzed  zakłó­
ceniam i w ytw arzanym i p rz e z  sys tem ; chroni 
sy s tem  p rzed  zak łócen iam i z s iec i  za s i la jące j ;  
rozprow adza  napięcie  s iec i  do zas i laczy ,  p a ­
neli wentylacyjnych i u rządzeń  pery fe ry jnych .

44-MWEN - Moduł wentylacyjny; je s t  au to ­
nom icznym  blokiem konstrukcyjnym  w ym usza­
jący m  cyrku lac je  pow ietrza ,pow odującą  chło­
dzenie elem entów elektronicznych w blokach 
log icznych i z a s i laczach .

44-MKUN -  Moduł kasety  un iw ersa lne j;  je s t  
e lem en tem  montażowym um ożliw ia jącym  m oco­
wanie i po łączenie  e lek tryczne  montowanych w 
nim  pakietów standardu  EUROCARD II,

44-MSZA -  Moduł szafy; j e s t  podstawowym 
e lem en tem  montażowym sys tem u; w szafie  m o ­
cowane s ą  kase ty  z blokami logicznym i, bloki 
zas i lan ia ,  n iek tó re  u rząd zen ia  pe ry fery jne , 
panele  w entylacyjne; wykonania modułu, r ó ż ­
n iące  s ię  w ysokośc ią  /1800  m m , 1600 m m ,
1200 nąm, 725 m m /  um ożliw ia ją  zestaw ian ie

konfigurac ji  sy s tem u  o m inim alnych  g a b a ry ­
tach.

44-MSTO - Moduł stolika; j e s t  e lem entem  
montażowym, na k tó rym  ustaw iane są  m onito­
r y  ekranowe, d ru k ark i  mozaikowe i inne d rob­
ne u rządzen ia  pe ry fery jne ;  wykonania stolików 
o zmiennej sz e ro k o śc i  um ożliw ia ją  zesta.wianię 
optymalnych dla użytkownika m ie jsc  roboczych.

U rządzen ia  pe ry fe ry jne

44-MTEK -  Moduł te rm in a la  ekranowego; u- 
m ożliw ia konw ersac ję  z sy s tem em  o p e racy j­
nym lub p ro g ra m a m i użytkowymi; z k law iatu­
r y  te rm in a la  wprowadzana j e s t  in fo rm ac ja  do 
sys tem u; w k ierunku odwrotnym in fo rm acja  
wyprowadzana j e s t  na ek ran  m onito ra ; do łącza­
ny je s t  do sys tem u poprzez  k o n tro le ry  wyposa­
żone w szeregow y in te r fe js  asynchroniczny  
napięciowy -  U24 lub prądowy -  pę tla  prądowa 
20 mA.

44-M TOP - Moduł te rm in a la  o p era to rsk iego ;  
um ożliw ia konw ersac ję  z sy s tem em  o p e ra c y j­
nym lub p ro g ra m a m i użytkowymi; z k law iatury  
te rm in a la  wprowadzana je s t  in fo rm ac ja  do sy ­
s tem u; w kierunku odwrotnym in fo rm acja  wy­
prow adzana je s t  w postac i  wydruku na pap ie rze ;  
dołączany je s t  do system u poprzez  k o n tro le ry  
wyposażone w szeregow y in te r fe js  asy n ch ro n i­
czny napięciowy - U24.

44-MDRU - Moduł d rukark i;  umożliwia d ru ­
kowanie na p ap ie rze  wyników obliczeń, l i s t in ­
gów p ro g ram ó w  i t p . ; rea lizow any je s t  w o p a r ­
ciu o d ru k ark i  mozaikowe albo w ierszow e o 
różnych  szybkościach  drukowania i zmiennym 
r e p e r tu a r z e  znaków.

44-MMDE -  Moduł minidysku e lastycznego; 
z rea lizow any je s t  w postac i s tac j i  dwóch m in i-  
dysków elas tycznych  5 1 /4  ca la ;  umożliwia za ­
p is  na dyskietkach kró tk ich  program ów  i n ie ­
wielkich zbiorów danych.

44-MPDK -  Moduł pam ięc i  dyskowej k ase to ­
wej; z rea lizow any j e s t  w postac i  s tac j i  dysko­
wej MERA-9450 o po jem nośc i  5 Mbajt lub 10 
Mbajt zaw ie ra jące j  dysk s ta ły  i ka se tę  wymien­
ną; moduł p rzeznaczony  je s t  do przechow yw a­
nia p rog ram ów  i danych; krótki c za s  dostępu 
do zbiorów um ożliw ia stosow anie  modułu jako 
podstawowego u rządzen ia  systemowego.

44-M PD P -  Moduł pam ięc i  dyskowej pakie to­
wej; z rea lizow any je s t  w postac i s tac j i  dysko­
wej M ERA-9530 o po jem nośc i  30 Mbajt lub 
60 Mbajt z wymiennym jedenas to ta le rzow ym  
pakie tem  dysków; p rzeznaczony  j e s t  do p r z e ­
chowywania p rog ram ów  i danych; umożliwia 
budowanie baz danych o kró tk im  czas ie  do s tę ­
pu do zbiorów.

44-M PTS -  Moduł pam ięc i  taśm ow ej szpulo­
wej; z rea lizow any  j e s t  z przew ijaków  ta ś m o ­
wych CM5300. 01, CM5306, CM5308, CM5309, 
różn iących  s ię  szybkośc iam i, gę s to śc iam i i 
m etodam i zapisu; umożliwia zap is  i odczyt in ­
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fo rm a c j i  na ta ś m ie  m agnetycznej 9 - ś c i e ż - '  
kowej; p rz y  stosowaniu odpowiedniego o p ro g ra ­
mowania um ożliw ia wym ianę danych pomiędzy 
różnym i sy s tem am i komputerowym i.

O program ow anie  system ow e i narzędziow e 
O program ow anie  system ow e typu ERA-SM 

FMiK ERA o te ru je  łączn ie  z m in ikom puteram i 
typu ERA-SM zestaw oprogram ow ania  sy s tem o ­
wego i narzędziow ego. O program ow anie  to, w 
połączeniu  ze s p rz ę te m ,  um ożliw ia efektywne 
stosowanie  systemów/ ERA-SM w wielu dziedzi­
nach gospodark i narodowej.

DOS RW3 -  dyskowy sys tem  operacyjny  cza ­
su rzeczyw is tego ; umożliwia wielu użytkowni­
kom jednoczesny  dostęp do zasobów sys tem u 
/p r a c a  wieloużytlcownikowa/; ro zd z ie la  czas  
p ra c y  p ro c e s o ra  pomiędzy aktywne zadania 
/w ie lo zadan low ość /;  wyposażony je s t  w pakie t 
zadań użytkowych um ożliw ia jących  re a l iz a c ję  
podstawowych o p e rac j i  na zb io rach , u ru ch a ­
m ian ie  p rog ram ów , kopiowanie nośników, edy­
towanie tekstów i t p , ; standardowo zaw ie ra  w so ­
bie kom pila to ry  MACROASSEMBLER i FO RT­
RAN IV; um ożliw ia dołączanie  in te rp re te r a  
BASIC i kom pila torów  BASIC-PLUS-2, COBOL, 
PASCAL, C, ADA/ SM.

'AMKO -  sys tem  operacyjny  czasu  rzeczy w i­
stego; um ożliw ia dostęp do zasobów sys tem u 
jednem u użytkownikowi /p r a c a  jednoużytkowni- 
kow a/;  wyposażony j e s t  w pakiet zadań użytko­
wych um ożliw ia jących  r e a l iz a c ję  podstawowych 
o p e ra c j i  na  zb io rach , u rucham ian ie  p r o g r a ­
mów, kopiowanie nośników, edytowanie t e k s ­
tów i t p . ; s tandardow o zaw ie ra  w sobie kom ­
p i la to ry  MACROASSEMBLER, FORTRAN IV 
o ra z  i n t e r p r e t e r  BASIC; sy s te m  AMKO może 
efektywnie dzia łać  na systemie^ERA-SM , wy­
posażonym  jedynie  w p am ięć  na dyskach e la s ­
tycznych.

TOC -  testowy sy s te m  operacyjny; um ożli-  
wia ząkładanle  na nośniku m agnetycznym  zbio­
ru  tes tów  diagnostycznych, tw orzen ie  łańcu­
chów testów , ładowanie do pam ięc i  o p e racy j­
nej, modyfikowanie i s tar tow anie  testów.

MACROASSEMBLER -  język  um ożliw iający 
dostęp  do w szystk ich  w łaśc iw ośc i  fizycznych 
sy s tem u  typu ERA-SM.
.FORTRAN IV -  język  zorientowany na r o z ­

wiązywaniu zadań inżyn ie rsk ich , p roblem ów  
num erycznych , s ta tystycznych , sym ulacyjnych 
i t p . ; pos iada  rozbudowaną bibliotekę m a tem a ty ­
czną  o ra z  m ożliwość w ykorzystan ia  dyrektyw 
egzeku to ra  sy s tem u  DOS RW3; j e s t  r o z s z e r z e ­
n iem  s tandardu  ANSI dla FORTRAN,

PASCAL -  un iw ersa lny  język  a lgory tm iczny  
o zagnieżdżonej s t ru k tu rz e  p roced u ra ln e j ;  j ę ­

zyk PASCAL dla DOS RW3 zachowuje w szy s t­
kie za le ty  języka s tandardowego i jed n o cześ­
nie posiada  s z e re g  ro z s z e rz e ń  pozwalających 
na pełne w ykorzystan ie  specyficznych m o ż l i­
wości sy s tem u  DOS RW3 /m .  in. tw orzenie  
prywatnych bibliotek użytkownika, nakładko­
wanie p ro g ram u , dołączanie  p ro c e d u r  zewnęt­
rznych  w MACROASSEMBLER ZE lub FORTRA­
NIE IV /.

COBOL -  język zorientowany na p rz e tw a rz a ­
nie danych do zastosow ań ekonomicznych i han­
dlowych.

BASIC -  n a jp ro s tsz y  język program ow ania  
zagadnień obliczeniowych p rzeznaczony  do p r a ­
cy konw ersacyjnej;  in te rp re te r -B A S IC -a  pozwa­
la  na efektywne przygotowanie i szybkie urucho­
m ien ie  p ro g ram u .

BASIC-PLUS-2 -  rozbudowana fońma języka 
BASIC; w spó łp racu je  z sy s tem em  za rządzan ia  
r e k o rd a m i  RCS; pozwala in te rakcyjn ie  obserw o­
wać i s te row ać  wykonaniem progyam u,

C -  język zorientowany na tw orzen ie  o p ro g ra ­
mowania system owego i narzędziowego.

ADA/SM -  język s t r u k tu r a ln y U m o ż l iw ia ją ­
cy program ow anie  zadań współbidanych.

RCS -  podsystem  za rządzan ia  re k o rd a m i  dla 
sy s tem u  DOS RW3, dopuszczający  t r z y  o rg an i­
zac je  zbiorów; sekwencyjną, względny, indek­
sową i rea l izu jący  t r z y  sposoby dostępu do r e ­
kordu w zbiorze: sekwencyjny, swobodny, bez­
pośredn i .

MSSL -  biblioteka podprogram ów  m a tem a ty cz ­
nych i s ta tystycznych , nap isanych  w języku 
FORTRAN IV, stosowanych p rz y  rozw iązyw a­
niu problem ów  naukowo-technicznych.

1MDS-DTR -  in te rakcy jny  sy s tem  z a rz ą d za ­
nia danymi; zapytaniowy, wielodostępny sy­
s tem  u trzym yw ania danych i generowania  r a ­
portów, um ożliw iający bezpośredni 1/ łatwy do­
stęp  do danych zaw artych  w zb io rach  z a rz ą d z a ­
nych p rz e z  RCS.

SORT -  p ro g ra m  sortow ania  rekjordów według 
zadanego klucza; działa pod sy s tem em  o p e ra ­
cyjnym wyposażonym w RMS /p o d sy s tem  s te ­
row ania  r e k o rd a m i / .

PR IMAX -  p ro g ra m  form ow ania zbiorów 
■ tekstowych; p rzeznaczony  głównie do przygoto­
wywania dokumentacji o r a z  standardowych po­
wielanych dokumentów.
SM,NET pakie t oprogram ow ania  pozwalający 
na w sp ó łp racę  w s iec i  system ów  typu ERA-SM, 
p racu jący ch  pod k o n tro lą  system ów  o p e racy j­
nych DOS RW3 lub AMKO.

l a m
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SYSTEMY TYPU SM  

Z PROCESOREM "ELEKTRONIKA" 1 0 0 - 2 5  LUB S M - 2 1 0 4

M inikom putery  MERA-SM n a leżą  do Systemu 
Małych E lek tron icznych  M aszyn Cyfrowych -  
SM EM C. P rz e z n a c zo n e  s ą  między*innymi do 
au tom atyzacj i  eksp e ry m en tu  naukowego, z b ie ra ­
nia  i p rz e tw a rza n ia  danych o ra z  do obliczeń in­
ży n ie rsk ich  i s ta tys tycznych . Znalaz ły  za s to so ­
wanie w la b o ra to r ia c h  naukowych, w ykorzysty ­
wane s ą  w p ro c e sa c h  dydaktycznych szkół wyż­
szych, z ich pom ocą prowadzony j e s t  nadzór  nad 
pac jen tam i i gospodarką  zasobam i placówek m e ­
dycznych, z a rz ą d z a ją  m agazynam i, w spom agają  
z a rząd zan ie  produkcją  itp. >

C ha rak te ry s ty k a  system ów
Systemy m inikom puterow e MERA-SM ch a rak ­

te ry z u ją  s ię  dużą e la s ty c z n o śc ią  konstrukc ji  i 
op rog ram ow an ia .  P o szczeg ó ln e  u rząd zen ia  p e -  . 
ry fe ry jn e  w ra z  z jednos tkam i s te ru ją c y m i  i r ó ż ­
nego rodza ju  a k c e so r ia m i  wchodzą w skład funk­
cjonalnie zam knię tych  bloków konstrukcyjnych  
nazywanych dalej m odułam i. Z modułów można 
zestaw ić  różne  konfiguracje  system ów  m in ikom ­
puterow ych. Do konfigurac ji  tych dopasowywane 
j e s t  oprogram ow anie  sys tem ow e. Zgenerowane 
dla konkretnej konfiguracji  um ożliw ia pełne jej 
w ykorzystan ie .  M inikom putery  MERA-SM do­
s ta rc z a n e  są  w raz  z dyskowymi s y s te m a m i ope­
racy jn y m i czasu  rzeczy w is teg o  DOC P B  2 i 
AMKO.

Głównymi cecham i tych system ów  o p e ra c y j­
nych są: '
-  dzia łan ie  w cz a s ie  rz eczy w is ty m ; sy s tem

um ożliw ia szybką re a k c ję  na zdarzen ia  zew­
n ę t rz n e ,  dlatego też  p ro g ra m y  w ykorzystu ją ­
ce odpowiednie dyrektywy system ow e i p ro c e ­
dury  m ogą służyć do s te row an ia  p ro c e sa m i ,  
zb ie ran ia  danych pom iarow ych itd . ,
-  w ie lodostępność  -  z sy s te m e m  m oże jedno­
cześn ie  komunikować s ię  wielu użytkowników 
/ ty lko  dla DOC PB  2 / ,
-  w ie loprogram ow ość  -  w sy s tem ie  m oże być 
jednocześn ie  aktywnych wiele p rog ram ów .

A rch i tek tu ra  sys tem u  
System m inikom puterow y MERA-SM z e s ta ­

wiany j e s t  z modułów dołączonych do 'jednej 
wspólnej m a g is t r a l i  noszące j  nazwę WSPÓLNA 
SZYNA /W S / .  Do m a g is t r a l i  WSPÓLNA SZY­
NA dołącżane są:
-  p ro c e s o r ,
-  pam ięć  operacy jna ,
-  jednostk i s te ru ją c e  / k o n t r o le r y /  u rządzeń  
zew nętrznych ,tak ich  jak:
♦  te rm in a le ,
♦  d rukark i ,
0  pam ięc i  dyskowe,
♦  pam ięc i  taśm ow e,
♦  ad ap te ry  kanałów tran sm isy jn y ch ,
♦  ad ap te ry  in te rfe jsów  pom iarow ych.

K on tro le ry  u rząd zeń  zew nętrznych i ad ap te ­
r y  s ą  układam i e lek tron icznym i p rz e k s z ta łc a ­
jącym i specyficzne  sygnały in te r fe jsów  u r z ą ­
dzeń zewnętrznych , kanałów tran sm isy jn y ch ,  
in te r fe jsów  pom iarow ych itp. na jednolite .
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Analiza przeznaczenia, systemu, sposobu 
pracy, warunków eksploatacji, niezbęd­
nych parametrów funkcjonalnych 
i klas urządzeń zewnętrznych 
(peryferii) itp.

Analiza propozycji sprzętowych 
i oprogramowania FMiK ERA

O

Fbnówrarw potrzeb z ofertq FMiK ERi

Wybór proponowanych rodzajów mo­
dułów funkcjonalnych i ich ilości

O

Analiza zapotrzebowania na e le ­
menty mechaniczne

O
Ószaccwanie poboru mocy, masy 
systemu i niezbędnej powierzchni 
montażowej

O

Okeślenie wymagań jakie musi 
spełnić pomieszczenie

O

Wymagania dodatkowe użytkownil 
względem dostawcy

O

¿kej

Koniec analizy

O
Złożenie zamówienia uzgodnienia 
handlowe

Ftoponujemy rozmowę z przedsta­
wicielami FM i K ERA w celu 
przedyskutowania problemów 
i znalezienia dogodnego dla 
użytkownika rozwigzania



ś c i ś le  o k re ś lo n e  sygnały m a g is t r a l i  WSPÓLNA 
SZYNA. W ko n tro le ry  i ad ap te ry  wbudowane 
s ą  r e j e s t r y ,  k tó rych  poszczególne  bity s łużą  
do s te row ania  p r a c ą  kon tro le rów , u rządzeń  i 
kanałów o ra z  odzw ierc ied lają-  ich stan . R e je ­
s t ry  te dostępne s ą  po p rzez  in te r fe js  WSPÓL­
NA SZYNA tak jak  w szystk ie  kom órk i pam ięc i .  
Cecha ta ułatwia p rog ram ow an ie .  Dla in ic jac ji  
dz ia łan ia  u rządzeń  zew nętrznych  nie s ą  używa­
ne specja lne  ro zk azy  w e jśc ia /w y jśc ia .  Każdy 
ro z k a z  operu jący  na kom órkach  p am ięc i  m oże 
działać  na r e j e s t r a c h  kon tro le rów .

In te r fe js  WSPÓLNA SZYNA um ożliw ia w spół­
dzia łan ie  z u rząd zen iam i zew nętrznym i z m a ­
ksym alną , w łaśc iw ą  dla n ich szybkośc ią .  Dane 
po m a g is t ra l i  m ogą być p rz e sy ła n e  pod nadzo­
r e m  p ro c e s o ra  lub w r e ż im ie  bezpośredniego  
dostępu do pam ięc i  /D M A /.  Obsługiwane p rz e z  
p ro g ra m  u rząd zen ia  zew nętrzne  m ogą sygnali­
zować mu p o trzeb ę  obsługi za pom ocą  p r z e r ­
wań. W m in ikom pu te rze  MERA-SM is tn ie je  
sprzętow o rea l izow any , p r io ry te tow y  w ek to ro ­
wy sy s te m  p rz e rw a ń .  Każdy k o n tro le r  m a ś c i ­
ś le  ok reś lony  poziom  p r io ry te tu  i w ektor  p r z e r ­
wań, a także  a d re s y  re je s t ró w  s te ru ją c o -k o n -  
t ro lnych .

Zasady  konfigurowania system ów
P o szczeg ó ln e  moduły sys tem u  MERA-SM 

s ą  w zajem nie  funkcjonalnie n ieza leżne . K onstru ­
kcja  m echan iczna  modułów um ożliw ia ze s taw ie ­
nie  z nich system ów  m inikom puterow ych o r ó ż ­
nych konfigurac jach , a tym sam ym  o zmiennych 
p a ra m e t r a c h  funkcjonalnych dostosowanych do 
p o trz e b  użytkownika sys tem u . W spółpracu jące  
bezpośredn io  z in te r fe js e m  sys tem ow ym  
WSPÓLNA SZYNA moduły lub  ich c z ę śc i  sk ła ­
dowe /k o n t r o le r y /  u m ieszczan e  są:
-  w szafach  o znorm alizow anej s z e ro k o śc i  . 
w ynoszącej 19",
-  w blokach ro z s z e rz e n ia  sy s tem u  SM-BRS 
montowanych w szafach ,
-  w k a se tach  un iw ersa lnych  SM-MKU m ontowa­
nych w blokach SM-BRS.

Inne e lem enty  sy s tem u  wykonywane s ą  w fo r ­
m ie  wolno s to jące j i u m ieszczan e  poza sz a fa ­
m i.  W opisach  poszczegó lnych  modułów zaw a r­
te są  in fo rm ac je  o ich  konstrukc ji ,  podstaw o­
we p a r a m e t r y  is to tne  dla zes taw ien ia  pożąda­
nej konfiguracji  jak  rów nież  wpływające na 
op rog ram ow an ie .  In fo rm acje  te będą pomocne 
p rz y  typowaniu podśtawowych modułów i ak c e ­
soriów  niezbędnych dla z łożenia  sys tem u  o po­
żądanej konfiguracji .

M O D U Ł  P O D S T A W O W Y  M E R A - S M - 4 A
Skład--1
-  p r o c e s o r  SM-4 z blokiem zas i lan ia
-  półprzewodnikowa pam ięć  o peracy jna  o poje­
m nośc i  64 Ksiów
-  blok za łączen ia  s iec i  /2 sz tu k i /
-  szafy  /2 s z tu k i /

-  kable
-  DTR, w yposażenie , c zę śc i  zapasowe.

K o n s t r u k c j a :  Moduł składa s ię  z dwóch 
szaf, w jednej um ieszczony  j e s t  p ro c e s o r  z 
blokiem zas i lan ia .  P r z y  rozbudowie sys tem u 
puste  m ie js c a  ,w szafach  uzupełnia  s ię  u rz ą d z e ­
n iam i zgodnie z us ta loną  konfigurac ją  system u; 
P u s te  m ie jsc a  są  zas łon ię te  zaś lepkam i w c z a r ­
nym ko lo rze .
P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e ' :  P r o c e ­
so r  j e s t  funkcjonalnie śc is ły m  odpowiednikiem 
P D P - l ł / 4 0  f i rm y  DEC. Moduł p ro c e s o ra  dołą­
czony do WSPÓLNEJ SZYNY wykonuje w sz y s t ­
kie o p e ra c je  a ry tm e ty czn e  i logiczne in icjow a­
ne p rz e z  rozkazy  p ro g ra m u :  za pom ocą układu 
p r io ry te tu  szyny sp raw uje  nadzór nad p rzep ły ­
w em  in fo rm ac ji  i p rzy d z ia łem  szyny: zapew­
nia p rz y d z ia ł  i och ronę  pam ięc i  operacy jnej 
aktualnie  wykonywanym p ro g ra m o m  /z a d a n io m /  
P r o c e s o r  m a o s iem  r e je s t r ó w  uniw ersa lnych , 
dostępnych dla p ro g ra m u ,  k tó re  m ogą być wyko­
rzys tyw ane  jako akum ula to ry , r e j e s t r y  indek­
sowe, r e j e s t r y  autom odyfikacji lub wskaźniki 
s tosu .

R e je s t r  R? je s t  wykorzystywany jako liczn ik  
rozkazów P C  i zaw ie ra  a d r e s  następnego wyko­
nywanego ro zk azu .  R e je s t r  R 6 j e s t  w ykorzysty ­
wany jako w skaźnik  s tosu  SP w skazujący  na 
o s ta tn ie  za ję te  m ie jsc e  na s to s ie .  R e je s t ry  
RO . . .  R5 s ą  p rzezn aczo n e  do w ykorzystyw a­
nia p rz e z  p ro g ra m  za leżnie  od po trzeb  p r o g r a ­
m u. L is ta  rozkazów  p ro c e s o ra  obejm uje r o z ­
kazy jedno-  i dwuadresowe m ogące działać  na 
słowach lub na bajtach o ra z  rozkazy  b e z a d re ­
sowe. R e je s t r  zwany Słowem Stanu P r o c e s o r a  
/P S W / o dzw ierc ied la  aktualny s tan  p ro c e s o ra
w postac i  in fo rm ac ji  o wynikach osta tn io  wyko­
nywanego rozkazu , o zezwoleniu na p r z e r w a ­
n ie  m onitorowe po wykonaniu rozkazu ,  o pozio­
m ie  p r io ry te tu  p ro c e s o ra  w zględem  p rz e rw a ń  
zew nętrznych  o ra z  o r e ż im ie  p ra c y  p r o c e s o ra  -  
USER, KERNEL. W p ro c e s o rz e  sprzętowo 
zrea lizow any  je s t  s to s  LIFO, tzn. że a rg u m e n ­
ty pob ierane  s ą  ze s tosu  w kole jności odw rot­
nej do um ieszczan ia .  Stos rozpoczyna  s ię  od 
n a js ta r sz e g o  przeznaczonego  dla niego m ie j s ­
ca pam ięc i  i w z ra s ta  w k ierunku  ad resów  m a ­
le jących , p rzy  czym  zaw artość  r e j e s t r u  R6 
wskazuje  na os ta tn ie  za ję te  m ie jsc e  na s to s ie .
Ze s tosu  k o rz y s ta ją  au tom atyczn ie  p rz e rw a n ia  
zew nętrzne  i w ew nętrzne, ro zk azy  skoku do 
podprogram u  i ro zk azy  powrotu.

M inikom putery  wyposażone są  w wektorowy 
sy s te m  p rz e rw a ń .  Z każdym p rz e rw a n iem  zew­
n ę trznym  liib w ew nętrznym  je s t  związany a d re s  
/w e k to r /  w skazujący  na m ie jsce  pam ięc i  ope­
racy jn e j ,  gdzie znajdują  s ię  "nowe" PC  i PSW. 
W m om encie  p rz y ję c ia  p rz e rw a n ia  następuje  
zapam ię tan ie  aktualnych P C  i PSW na s to s ie  
i zm nie jszen ie  zaw ar to śc i  R 6 / S P /  o 4. N a s tę p ­
nie z m ie js c a  wskazanego p rz e z  w ektor p r z e r ­
wania pob ierany  j e s t  "nowy" PC , a z kom órki 
o a d re s ie  w iększym  o 2 "nowe" PSW. K ażdo­
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razow o, p rz y  pojawieniu s ię  zg łoszenia  p r z e r ­
wania, j e s t  u rucham iany  układ a rb i t r a ż u  decy­
dujący o zezwoleniu na p rzy jęc ie  p rze rw an ia  
i o kole jności p rzy jęć  p rzy  więcej niż jednym 
zgłoszeniu . Systemy minikom puterowe wypo­
sażone s ą  w zeg ar  czasu  rzeczyw is tego  o pod­
stawowym o k re s ie  20 m s ,  dz ia ła jący  synchro ­
n icznie  z s ie c ią  z a s i la jącą .

M O D U Ł  P O D S T A W O W Y

M E R A -  125/S M—4A
S k ł a d :
-  p ro c e s o r  ELEKTRONIKA 100-25
-  półprzewodnikowa pam ięć  operacy jna  o po­
jem n o śc i  32 Ksłów
- blok zas i lan ia
-  bloki za łączan ia  s iec i  /2 sz tuk i/
-  szafy /2 sz tu k i /  <
-  kable
-  DTR, wyposażenie , czę śc i  zam ienne.

/
K o n s t r u k c j a :  Moduł składa s ię  z dwóch
szaf, w jednej um ieszczony  j e s t  p ro c e s o r  z blo­
k iem  zas i lan ia ,  IPrzy rozbudowie sys tem u  puste  
m ie js c a  w szafach  uzupełnia s ię  u rząd zen iam i 
zgodnie z usta loną  konfigurac ją  sys tem u . P u s ­
te  m ie js c a  zas łon ię te  są  zaś lepkam i w ko lo rze  
c za rn y m , Poniew aż z łącza  wyjściowe in te r fe j -  . 
su WSPÓLNA SZYNA wykonane są  w s ta n d a r ­
dzie ELEKTRONIKA 100-25, to kabel WSPÓL­
N EJ SZYNY posiada  z dwóch s t ro n 'ró ż n e  z łą ­
cza : s tandardu  ELEKTRONIKA o ra z  SM4. Umo­
żliwia to dołączenie  modułów okablowanych 
według s tandardu  SM4.

P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :  P r o c e ­
so r  j e s t  funkcjonalnie śc is ły m  odpowiednikiem 
P D P -1 1 /4 0  f i rm y  DEC. Moduł p ro c e s o ra  dołą- 

. czony do WSPÓLNEJ SZYNY wykonuje w sz y s t ­
kie o p e ra c je  a ry tm ety czn e  i logiczne in icjow a­
ne p rz e z  rozkazy  p ro g ram u ;  za pom ocą układu 
p r io ry te tu  szyny spraw uje  nadzór  nad p rzep ły ­
wem  in fo rm ac ji  i p rzy d z ia łem  szyny; zapewnia 
p rz y d z ia ł  i ochronę pam ięc i  operacy jne j ak tua l­
nie wykonywanym p ro g ram o m  /z a d a n io m / .  P r o ­
c e s o r  m a os iem  re je s t ró w  un iw ersa lnych , do­
stępnych dla p ro g ra m u ,  k tó re  m ogą być wyko­
rzys tyw ane  jako akum ula tory , r e j e s t r y  indekso­
we, r e j e s t r y  autom odyfikacji lub  wskaźniki s to ­
su.

R e je s t r  R7 j e s t  wykorzystywany jako l iczn ik  
ro zk azó w 'P C  i zaw ie ra  a d re s  następnego wyko­
nywanego rozkazu . R e je s t r  R 6 j e s t  w ykorzy­
stywany jako wskaźnik  s tosu  SP w skazujący  na 
o s ta tn ie  za ję te  m ie jsc e  na s to s ie .  R e je s t ry  
R0 . . .  R5 s ą  p rzezn aczo n e  do w ykorzystyw a­
n ia  p rz e z  p ro g ram , za leżnie  od p o trzeb  p r o g r a ­
mu. L is ta  rozkazów  p ro c e s o ra  obejmuje r o z ­
kazy jedno»- i dwuadresowe m ogące dzia łać  na 
słowach lub na bajtach  o ra z  rozkazy  b e z a d re so ­
we. R e je s t r  zwany Słowem Stanu P r o c e s o r a  
/P S W /  o dzw ierc ied la  aktualny s tan  p ro c e s o ra  
w po s tac i  in fo rm acji  o wynikach osta tn io  wyko­
nanego rozkazu , o zezwoleniu na p rze rw an ie

m onitorowe po wykonaniu rozkazu , o poziomie 
p r io ry te tu  p ro c e s o ra  względem p rz e rw a ń  zew­
nę trznych  o ra z  o r e ż im ie  p racy  p ro c e s o ra  -  
USER, KERNEL, W p ro c e s o rz e  sprzętow o z rea lb  
zowany je s t  s tos  LIFO, t z n . , że a rgum en ty  po­
b ie rane  są  ze stosu  w kolejności odwrotnej do 
um ieszczan ia .  Stos rozpoczyna s ię  od n a j s t a r ­
szego p rzeznaczonego dla niego m ie js c a  p am ię ­
ci i w z ra s ta  w kierunku ad resów  m ale jących , 
p rz y  czym  zaw artość  r e j e s t r u  R 6 wskazuje  na 
os ta tn ie  za ję te  m ie jsce  na s tos ie .  Ze stosu  ko­
r z y s t a j ą  autom atycznie  p rz e rw a n ia  zew nętrzne 
i w ew nętrzne, rozkazy  skoku do podprogram u 
i ro zk azy  p'owrotu.

M inikom putery  s ą  wyposażone w wektorowy 
sy s tem  p rze rw ań .  Z każdym p rze rw an iem  
zew nętrznym  lub wewnętrznym  j e s t  związany 
a d re s  /w e k to r /  w skazujący na m ie jsce  p am ię ­
ci operacy jne j ,  gdzie znajdują s ię  "nowe" PC 
i PSW. W m om encie  p rzy jęc ia  p rze rw an ia  na­
s tępuje  zapam iętan ie  aktualnych PC  i PSW na 
s tos ie  i zm nie jszen ie  zaw artośc i  R 6 / S P /  o 4. 
Następnie  z m ie js c a  wskazanego p rz e z  wektor 
p rze rw an ia  je s t  pobierany  "nowy" PC, a z ko­
m ó rk i  o a d re s ie  w iększym  o 2 "nowe" PSW. 
Każdorazowo, p rzy  pojawieniu s ię  zgłoszenia  
p rze rw an ia ,  j e s t  u rucham iany  układ a rb itrażu ,  
decydujący o zezwoleniu na p rzy jęc ie  p r z e rw a ­
nia i o kolejności p rz y ję ć  p rz y  więcej niż je d ­
nym zgłoszeniu. Systemy m inikom puterow e są  
wyposażone w zegar  czasu  rzeczyw is tego  o 
podstawowym o k r e s ie , 20 m s ,  dz ia ła jący  syn­
chron iczn ie  z s ie c ią  zas i la jącą .

/
M O D U Ł  S M - P W  P—256/22 

S k ł a d ;
-  u rządzen ie  P W P -256 /22
-  kabel WS
-  DTR, wyposażenie , czę śc i  zamienne.

P r z e z n a c z e n i e :  Moduł w ykorzysty ­
wany jako pąm ięć operacy jna  m inikom putera ,  
w k tóre j s ą  przechowywane, i z k tóre j są  po­
b ierane  rozkazy  wykonywanych program ów , 
p rz e tw a rza n e  dane, wyniki obliczeń i dane 
o s tanach p ro c e s o ra  i u rządzeń  sys tem u.

K o n s t r u k c j a :  Moduł wykonany j e s t  w
fo rm ie  szuflady / bez obudowy/ um ożliw ia ją­
cej m ontaż w szafie  19-calowej. Rolkowe p ro ­
wadnice pozw alają  wysuwać moduł z szafy w 
ce lach  serw isow ych. Urządzenie  posiada z 
przodu c z a rn ą  płytę m asku jącą ,  wyposażone
j e s t  w z a s i lacz  o ra z  zespół wentylatorów.

*
P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e  : P a m ię ć  
P W P -256 /22  je s t  u rządzen iem  o podwyższonej 
niezawodności / ś red n i  c za s  m iędzy  aw ar iam i 
nie mniej niż 10 , 000 godzin /,  uzyskanej dz ię­
ki zastosow aniu  układów autokorekcji  ECC,- 
k tó ra  e l im inuje  błędy jednego bitu w słowie 
lub sygnalizuje  jeże l i  tych błędów w danym 
słowie j e s t  w ięce j.  W przypadku aw ari i  z a s i la ­
nia , w ew nętrzna  b a te r ia  akum ulatorów  pozwa-
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la  zachować In fo rm ację  za w a r tą  w pam ięc i  w 
ciągu 1 godziny, zaś dołączenie  b a te r i i  zew­
n ę trzn e j  pozwoli wydłużyć ten c zas  do 48 go­
dzin.
Po jem ność  128 K słów 
/ z m ożliw ośc ią  w yłącze­
nia o s ta tn ich  4 K słów /

22-b ltowych /16  bi­
tów inform acyjnych 
+ 6 bitów kon tro l­
nych E C C /
700 ns 
1200 ns 
700 ns 
700 ns
700 ns co 15, 625>s 

600 ns

Zapis słowa 
Zapis  bajtu 
Odczyt słowa 
Odczyt bajtu 
R eg en e rac ja
Dostęp 
Zapis r e j e s t r u  s t e ru ją ­
cego pam ięc i  100 ns
Odczyt r e j e s t r u  s t e r u ją ­
cego pam ięc i  100 ns.
Autokorekcja  pojedynczych błędów i sygna liza­
cja  błędów nie podlegających  korekc ji  sygna li­
zowana j e s t  w ek to rem  p rz e rw a ń  114.
In te r fe js  Wspólna Szyna

M O D U Ł  SM - P  A O / S M  3101

S k ł a d :
-  u rząd zen ie  SM-3101
-  kabel WS
-  DTR, wyposażenie , c zę śc i  zam ienne.

P r z e z n a c z e n i e :  Moduł j e s t  w ykorzy­
stywany jako pam ięć  operacy jna  m inikom pute­
r a ,  w k tó re j  są  przechowywane i z k tó re j  są  
pob ierane  rozkazy  wykonywanych p rog ram ów , 
p rz e tw a rza n e  dane, wyniki ob liczeń  i dane o 
s tanach  p ro c e s o ra  i u rząd zeń  sys tem u .

K o n s t r u k c j a :  Moduł wykonywany je s t  
w fo rm ie  szuflady /b e z  obudowy/ um ożliw ia ją ­
cej m ontaż w szaf ie  19-cal. Rolkowe prowadnice 
pozw ala ją  wysuwać moduł z szafy w ce lach  s e r  
wisowych. U rządzenie  pos iada  z przodu  c z a rn ą  
p ły tę  m asku jącą ,  wyposażone j e s t  w z a s i lacz  
o ra z  zespó ł wentylatorów.

P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :  Moduł 
SM-PAO zaw ie ra  do 32 Ksłów pam ięc i  o p e ra ­
cyjnej, W ielkość pam ięc i  ustaw iana  j e s t  k lucza­
m i.  M ożliw ość  a d resow an ia  o b sz a ru  pam ięc i  
p rzy  pomocy kluczy um ożliw ia dołączanie  do 
sy s tem u  modułów za leżn ie  od po trzeb :  32, 64 
96 lub 128 Ksłów pam ięc i .

P o jem n o ść  p a m ię c i ’

D ługość  słowa 
C zas  cyklu 
Czas  dostępu 
W ym iary  zew nętrzne  
M asa
Moc pob ierana  
D ołączanie  do sys tem u

8, 16, 24, 28, 32 
Ksłów 
16 bitów 
1 , 2  ¿¿e 
0, 6 /As
482, 6x266x760 m m  
45 kg 
500 VA
standardow ym  kablem 
in te r fe jsu  Wspólna 
Szyna

M O D U Ł  S M - P  D—9450

S k ł a d :  
wykonanie 1 / 0 3 /
-  pam ięć  dyskowa MERA-9450
-  kabel d y sk -k o n tro le r
-  k o n tro le r  z k a se tą  KPD
-  te rm in a to r
-  DTR, w yposażenie , c z ę śc i  zam ienne

wykonanie II /  02/
-  pam ięć  dyskowa MERA-9450
-  kabel dysk-dysk
-  DTR, w yposażenie , c z ę śc i  zam ienne.

Oznaczenia  SM EMC:
-  pam ięć  MERA-9450
o łącznej po jem ności 5 Mbajt -  CM-5401 
o łącznej po jem ności 10 Mbajt -  C M -5409
-  kon tro le r  CM-5102.
P r z e z n a c z e n i e :  P a m ię ć  dyskowa 
je s t  u rząd zen iem  przeznaczonym  do w prow a­
dzan ia /w yprow adzan ia  in fo rm acji  d o /z  m in i ­
kom putera  o ra z  je j  zap isu /odczy tu  n a /z  nośn i­
ka in fo rm ac ji .  Nośnik in fo rm ac ji :  dysk m agne­
tyczny w kasec ie  MERA-847 lub odpowiednik 
IB M -5440, n a tom ias t  w pam ięc i  5409 s tosu je  
s ię  ka se tę  M ERA-847 PG /odpowiednik IBM- 
5440/200 T P I / .
K o n s t r u k c j a :  Jeden  k o n tro le r  p am ię ­
ci dyskowej kasetowej um ożliw ia dołączenie  do 
c z te re c h  jednostek  pam ięc i  /p r z y  pojem ności 
jednostk i pam ięc i  5 M bajt/ ,  K o n tro le r  dysko­
wy sk łada  s ię  z c z te re c h  pakietów o ra z  k a s e t ­
ki. Ze względu na konieczność zas i lan ia  o ra z  
w entylacji niezbędne j e s t  zamontowanie kon tro ­
l e r a  do modułu konstrukcyjnego SM-BRS. W 
skład modułu,wykonanie I,wchodzi kon tro le r  z 
jedną  p a m ię c ią  dyskową, w skład modułu,wy­
konanie II,wchodzi pam ięć  dyskowa, jako kolej­
ne u rząd zen ie  dołączone do poprzedniego  kab­
lem  dysk-dysk . P a m ię c i  dyskowe s ą  k ons truk ­
c jam i wolno s to jącym i.

P a r a m e t r y  t e  
P o jem n o ść  nominalna
•  pojem ność pam ięc i
•  pojem ność jednego 
dysku
•  po jem ność jednego 
cy lindra
•  p o jem n o ść  jednej 
śc ieżk i
L iczb a  śc ieżek  na 
pow ierzchni

Zapis
•  sys tem  zapisu

•  gęs tość  nom inalna: 
-  na śc ie ż c e

zew nętrznej

c h n i c z n e  :
SM-5401 SM-5409
5 Mbajtów 10 Mbajtów

2, 5 Mbajtów 5 Mbajtów

250000 bitów 250000bitów

62500 bitów 62500 bitów

200 + 4 
zapasowe

400 + 8 
zapasowych

podwójna częs to tliw ość  
/ D F /

1530 b itów /cal 
/60  b i tó w /m m /
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-  na śc ieżce  
w ew nętrznej

P rę d k o ść  obrotowa 
dysków
Czasy pozycjonowania 
głowic

2200 b itów /cal 
,/87 b i tów /m m /

2400 o b r /m in .  -2%

•  m aksym alny  czas  
dostępu
» m a k s y m a ln y  czas  
dostępu do sąsiednie j  
ścieżki
•  ś re d n i  c za s  dostępu

70 m s

10 m s  
35 m s

K ase ta  dyskowa: MERA-847 /odpowiednik kasety  IBM -5440/ dla SM-5401
MERA-847 PG /odpowiednik kasety  IB M -5440/200 T P I /  dla SM -5409

•  l iczbą  dysków w kasecie  
»  l iczba  pow ierzchni zapisu
•  ś re d n ic a  dysku 
In te r fe js
L iczb a  pam ięc i  w sys tem ie  
L iczba  sektorów na śc ieżce  
Z as i lan ie
•  źródło zas i lan ia

1

2 *
14 ca l i  ./około 356 m m /  
wg standardu  MM SM EMC 007-76 
1 do 4 
12

•  napięc ie

•  często tl iw ość  
9 pobór mocy 
W ymiary 
M asa
W arunki k lim atyczne  w cz a s ie  pracy
•  te m p e ra tu ra  o toczenia
•  w ilgo tność  względna pow ie trza  /3 0 ° C /
•  c iśn ien ie  a tm o sfe ry czn e  
W arunki k lim atyczne  przechowywania
•  te m p e ra tu ra  o toczenia
•  wilgotność względna pow ie trza  /3 0 ° C /

s ieć  jednofazowa 
+10%
• 15%220V

50±1 Hz 
400 VA
864x470x757 mm 
125 kg

od +10 do +35°C 
od 40 do 80% 
od 84 do 107 kPa

od -40  do +55°C 
do 95% .

M O D U Ł

S k ł a d :
-  pam ięć  na dyskach e las tycznych  SP 55 DE 
/  SM-5608/
- kabel WS
-  DTR, wyposażenie , c zę śc i  zam ienne. 
P r z e z n a c z e n i e :  P am ięć  na dyskach 
e las tycznych  SP 55 DE /S M -5608/ j e s t  u r z ą ­
dzeniem  p rzeznaczonym  do w prow adzenia /w y­
p row adzenia  in fo rm acji  d o /z  kom putera  o ra z

P a r a m e t r y  - t e c h n i c z n e :
Nośnik in fo rm acji

L iczb a  dysków w pam ięc i  
L iczb a  pow ierzchni na dysku 
L iczb a  ś c ieżek  na powierzchni 
L iczb a  sektorów na śc ieżce  
L iczb a  in fo rm ac ji  użytecznej w sek to rze  
P o jem n o ść  jednej s trony  dysku 
D ołączanie  do sys tem u

W ym iary  zewnętrzne  
Moc pob ierana  
M asa

S M —SP 55 DE

je j  zap isu /odczy tu  n a / z  nośnika in fo rm ac ji .  
K o n s t r u k c j a :  Moduł wykonywany je s t  
w fo rm ie  szuflady /b e z  obudowy/, umożliwiają ' 
cej m ontaż w szaf ie  19-calowej na prow adni­
cach, pozw alających wysuwać k ons trukc ję  w 
celach  serw isow ych. U rządzenie  wyposażone 
je s t  we własny za s i lacz .

dysk m agnetyczny e las tyczny  /d y sk ie tk a /  
8 cali typu IBM 3740 
2 
2
77
26
128 bajtów 
256 k bajtów
standardow ym  kablem  in te r fe jsu  Wspólna 
Szyna
767x482, 6x 8U m m  /U = 44 ,45  m m /
500 VA 
38 ,5  kg
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M O D U Ł .  SM — TM—11

S k ł a d :
-  p rzew ljak  ta śm y  CM-5300. 01 -  dwie sztuki
-  kon tro le r
-  kom plet kabli
-  szafa
P r z e z n a c z e n i e :  P a m ię ć  taśm ow a 
je s t  u rząd zen iem  p rzeznaczonym  do wprowa­
dzan ia /w yprow adzan ia  in fo rm ac j i  d o /z  m in i­
kom putera  o ra z  je j  zap isu /o d czy tu  n a / z  noś­
nika in fo rm ac ji .  Nośnik in fo rm ac ji :  ta śm a  
0, 5 ca la  na szpuli.
K o n s t r u k c j a :  Moduł sk łada  s ię  z dwóch 
przew ljaków , k o n tro le ra  o r a z  własnej szafy 
w raz  z za s i la c z am i  o ra z  w en ty la to ram i.  Do 
sy s tem u  dołączony j e s t  kablem  WS, p rz y  czym  
/poniew aż rozk ład  sygnałów o ra z  typ z łącza  
są  takie  jak  w sy s te m ie  ELEKTRONIKA 100- 
25 / kabel m a dwa ró ż n e  typy z łącz :  z jednej 
ą t r o n y  tak jak  w SM 4, z drugiej tak jak  w 
ELEKTRONICE 100-25.

P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :  
P rz e w ija k :
Szybkość t r a n s m is j i  danych ai,10 K B a j t / s  
M aksym alny  cz a s  szukania  
danych ^ 6 0 0  s
P o jem ność  jednej szpuli około 4, 5 MB

/h a  ta ś m ie  1200 
stóp/.

U rządzen ie  p racu je  w łaśc iw ie  p rzy  zm ianach  
nap ięc ia  s iec i  220V nie w ięcej niż +10%, -15% 
Moc pob ierana  n ie  w ięcej niż

360 VA
K o n tro le r :
K o n tro le r  j e s t  ś c is ły m  odpowiednikiem T M - 11 
f i rm y  DEC. Wymiana danych m iędzy  p am ięc ią  
o p e racy jn ą  a p a m ię c ią  ta śm o w ą  p rz e b ie g a  w 
s tan d a rd z ie  NDK bajtowo. In fo rm ac ja  j e s t  za­
pisywana na standardow ej 9 - ścieżkowej m agne­
tycznej ta śm ie  z g ę s to śc ią  zap isu  32 b i t /m m . 
Metoda zap isu  na ta śm ę :  NRZ-1. P r z y  tej m e ­
todzie  p rz e łą c ze n ie  s t ru m ie n ia  m agnetycznego 
w głowicy p iszące j  m a  m ie js c e  tylko p rz y  zap i­
sie  "1". K o n tro le r  pos iada  6 dostępnych p ro ­
gramowo r e je s t ró w :
-  r e j e s t r  s tanu
-  r e j e s t r  rozkazów
-  r e j e s t r  l iczn ika  bajtów
-  r e j e s t r  aktualnego a d re s u
-  r e j e s t r  w e jśc ia /w y jśc ia
-  r e j e s t r  kon tro li .

M O D U Ł  S M - S P T P 3
S k ł a d :
-  s ta c ja  w e/w y na ta śm ie  papierow ej SPT P  3 
/S M - 62 04/
-  kabel C T /D T
-  k o n tro le r  rów noległy
-  DTR, w yposażenie , c z ę śc i  zam ienne.

P r z e z n a c z e n i e :  Moduł s ta c j i  p r z e ­
znaczony j e s t  do w prow adzania  in fo rm ac ji  d o /z  
sys tem u  z /n a  ta śm y  pap ie row ej.

K o n s t r u k c j a :  Stacja wykonana j e s t  w 
fo rm ie  szuflady /b e z  obudowy/ przys tosow anej 
do mocowania w szafie  19-calow ej, wysokość, 
szuflady wynosi 6 U / U= 44 ,45  m m / .  Stacja 
mocowana j e s t  na p row adnicach  rolkowych, 
um ożliw ia jących  wysuwanie u rząd zen ia  z s z a ­
fy w celu  zak ładania  ta śm y  papierow ej do p e r ­
fo ra to ra  o ra z  w ce lach  se rw isow ych. Kontro­
l e r  sk łada s ię  z dwóch pakietów um ieszczonych  
w kasec ie  SM-MKU zamocowanej w module 
SM-BRS, Ze względu na in te r fe js  s ta c j i  / r ó w ­
noległy /  odległość k o n tro le ra  od u rządzen ia  
m us i  być n iewielka /d o  7 m / .
P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :
Stacja SPTP 3:
Nośnik in fo rm ac ji  ta śm a  papierow a 8-k a -

nałowa
P rę d k o ść  czytania  300 z n / s
P rę d k o ść  perfo row an ia  50 z n / s
In te r fe js
•  t r a n s m is ja  równoległa
•  p rędkość  t r a n s m is j i  rów na w e/w y  in fo rm acji
•  poziom sygnałów T T L
W ym iary  zew nętrzne  650x482x266 m m
Moc p ob ie ran ia  350 VA
M asa 40 kg.
K o n tro le r :
K o n tro le r  z rea lizow any j e s t  na dwóch pakie tach : 
SM -KS11 /3 0  układów T T L /
SM-CD 11 /3 0  układów TT L  /
w ym iar  pakietu  240x135 mm.

Zastosow ane złocone z łącze  krawędziowe 
2x48 styków w spó łp racu je  z gniazdem  ELTRA 
8030960 1113421. W yprowadzanie sygnałów 
zrealizow ano w s tan d a rd z ie  SM 3, SM 4 / Z a­
kład WUM-Kljów/.

M O D U Ł  S M - D Z M - 1 8 0
S k ł a d :
-  d ru k a rk a  m ozaikowa DZM -180 /S M -6 3 0 2 /
-  kabel DM
- k o n tro le r  d ru k a rk i
-  DTR, wyposażenie , c z ę ś c i  zam ienne.

P r z e z n a c z e n i  e t  Moduł d ru k a rk i  p r z e ­
znaczony je s t  do wyprowadzania  in fo rm ac ji  
a l fanum eryczne j  z sys tem u.

K o n s t r u k c j a :  Moduł sk łada  s i ę  z d ru ­
k a rk i  wolno s to jące j ,  kabla o ra z  k o n tro le ra .  
K o n tro le r  sk łada  s ię  z dwóch pakietów u m ie s z ­
czonych w k asec ie  SM-MKU zamocowanej w 
module  SM-BRS. Moduł pos iada  dwa wykona­
nia:
wykonanie 01 -  d ru k a rk a  drukuje  kody: duże 
i m ałe  l i t e ry  łac iń sk ie
wykonanie 02 -  d ru k a rk a  drukuje  kody: duże 
l i t e ry  łac ińsk ie ,  duże l i t e ry  cy ry licy .
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Fot. 1. Moduł SM-DW 3M

Fot. 2. Moduł SM-KSR

Fot. 3. Moduł SM -7953 VGD
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P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :  
D ru k a rk a
Wyprowadzanie" in fo rm ac ji

F o rm a t  pap ie ru
•  sze rokość  a rk u sz a
•  długość a rk u sz a  
L iczb a  m aksym alna  odbitek 
P rę d k o ś ć  drukowania
•  m aksym alna
•  ś re d n ia  
In te r fe js  d ru k ark i
•  t r a n s m is ja
•  p rędkośó  t r a n s m is j i
•  poziomy sygnałów 

Kod znaków 
Budowa znaków 
W ym iary  znaku
•  wysokość
•  sz e ro k o ść

Odległość  m iędzy  znakam i w w ie rszu  
L iczba  znaków w w ie rszu  
Odległość m iędzy  w ie r s z a m i  
W'ymiary zew nętrzne  
Moc pob ierana  
M asa

drukowanie in fo rm ac ji  na p a p ie rz e  ob rzeżn ie  
perforow anym , sk ładanym  w paczki

101,6 . . .  368, 3 m m  /4  . . .  14,5 c a la /
25, 4 . . .  406 ,4  mm /1 . . .  16 c a l i /  
o ryg inał + 4 kopie

180 z n / s
45 , , .  55 w ie r s z y /m in .

równoległa 
^ 4 0 0 0 0  z n / s  
TTL
7 - bitowy K O I-7 /ASCII/ 
mozaikowa z m a try c y  7x7 punktów

2, 54 mm
2, 1 m m
2, 54
^,133
4, 23 mm
330x700x400 m m
600 VA
45 kg.

K o n tro le r :
K o n tro le r  z rea l izow any  j e s t  na dwóch pakie tach:
SM-KS 11 /3 0  układów T T L /
SM-DM 11 / 1 .6 układów T T L /
r o z m ia r  pakietu  240x135 mm.

Zastosow ane złocone z łącza  kraw ędziow e 2 x 48 styków w sp ó łp racu ją  z gniazdem  
ELTRA 8030960 111 3421. W yprowadzenie sygnałów zrea lizow ano  w s tandardz ie  
SM 3, SM 4 /W U M -K ijów /.

M O D U Ł  S M - D W 3 M

S k ł a d :
- d ru k a rk a  w ie rszo w a  DW3M /E C -7 0 3 3 /
-  kabel DW
-  k o n tro le r  SM-DW 11
- DTR, w yposażenie ,  c z ę śc i  zam ienne. 
P r z e z n a c z e n i e :  Moduł d ru k ark i  p r z e ­

znaczony j e s t  do wyprowadzania  in fo rm acji  
a l fanum eryczne j  z sy s tem u. 
K o n s t r u k c j a :  Moduł sk łada  s ię  z d ru ­
k a rk i  wolno s to jące j ,  kabla o ra z  k o n tro le ra .  
K on tro le r  sk łada  s ię  z dwóch pakietów u m ie sz ­
czonych w k asec ie  ŚM-MKU w module SM-BRS.

P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e  
D rukarka :
Szybkość drukowania 
Kod
L iczb a  znaków w w ie r sz u  
R o z m ia r  zntfku 
•  wysokość 
m sze ro k o ść

O dstęp m iędzy  znakam i w w ie rszu  
Nośnik in fo rm ac ji  
S ze rokość  p ap ie ru

500 lub 1100 w ie r s z y /m in .
duże l i t e r y  łac iń sk ie  o ra z  cy ry l ica
160 lub 128

do 2; 7 m m  
do 2 m m  
2, 54 mm
p ap ie r  o b rzeżn ie  perforow any składany w paczki 
m aks .  450 m m

D ru k a rk a  p ra c u je  w łaśc iw ie  p rzy  zm ianach  napięcia  s iec i  3 x 380 /+10%, -15% / p rzy  
częs to t l iw o śc i  s iec i  50 Hz i l  Hz
P o b ó r  m ocy nie więcej niż 3500 VA
Sieć tró jfazow a
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W ymiary
•  długość 1300 mm
•  sze ro k o ść  podajnika pap ie ru  860 mm
•  sze ro k o ść  z podajnikiem pap ie ru  1190 mm
»w ysokość  1240 mm

Waga 550 kg.

K o n tro le r :
K o n tro le r  z rea l izow any  je s t  na dwóch pakietach:
SM-KS 11 /3 0  układów T T L /
SM-DW 11 /44  układy T T L /
w ym iary  pakietu  240x135 m m .

Zastosow ane złocone z łącze  krawędziowe 2 x 48 styków w spółpracuje  z gniazdem 
ELTRA 8030960 1113421. Wprowadzanie sygnałów zrea lizow ano w s tandardz ie  SM 3, 
SM 4 /Z a k ła d  WUM-Kijów/.

M O D U Ł  S M - K S R

S k ł a d :
-  te rm in a l  konw ersacyjny DZM-180 KSR 
/S M - 7103/
-  kabel DK
- k o n tro le r  szeregow y
-  DTR, w yposażenie , c z ę śc i  zam ienne. 
P r z e z n a c z e n i e :  Moduł te rm in a la  kon- 
w ersacy jnego  p rzeznaczony  je s t  do w prow adza­
n ia /w yprow adzan ia  in fo rm ac ji  d o /z  sys tem u. 
K o n s t r u k c j a :  Moduł składa s ię  z t e r ­
m ina la  wolno s to jącego ,zaw iera jącego  d ru k a r ­
kę o ra z  k law ia tu rę ,  kabla  o ra z  k o n tro le ra .

K ontro le r  składa s ię  z dwóch pakietów u m ie s z ­
czonych w k asec ie  SM-MKU, zamocowanej w 
module SM-BRS. T e rm in a l  można ustawić w 
odległości do 600 m etrów  od sys tem u . Należy 
w takim  przypadku zas tosow ać  wykonanie kab­
la  o d ługości,um ożliw ia jącej takie  ustawienie . 
Moduł posiada dwa wykonania: 
wykonanie 01 - te rm in a l  w ysy ła /d ru k u je  kody: 
duże i m ałe  l i t e ry  łac ińsk ie
wykonanie 02 -  te rm in a l  w ysy ła /d ruku je  kody: 
duże l i t e r y  łac ińsk ie ,  duże l i t e r y  cyry licy .

t e c h n i c z n eP a r a m e t r y  
T e rm in a l :
W prowadzanie in fo rm acji  
W yprowadzanie in fo rm acji

F o rm a t  pap ie ru
•  sz e ro k o ść  a rk u sz a
•  długość a rk u sz a  

L iczb a  m aksym alna  odbitek 
P rę d k o ść  drukowania
•  m aksym alna
•  ś re d n ia
In te r fe js  te rm in a la
•  t r a n s m is ja
•  p rędkość  t r a n s m is j i
•  poziomy sygnałów

Kod znaków 
Budowa znaków 
W'ymiary znaku
•  wysokość
•  sze ro k o ść

z k law ia tury
drukowanie in fo rm acji  na p ap ie rze  obrzeżn ie  
perforow anym , składanym w paczki

1 01, 6 . . . 368, 3 m m  /4  .  . .  14, 5 c a la /
2 5 ,4  . . .  406 ,4  m m  / l  . . .  16 c a l i /  
o ryg ina ł  + 4 kopie

180 zn/ s
45 . . .  55 w ie r s z y /m in .

szeregow a asynchron iczna
300, 600, 1200, 2400, 4800 i 9600 bodów
+3 . . .  +12 V dla logicznego "0"
-12 . . .  +3 V dla logicznej " l "
7 - bitowy K O I-7 /ASCII/ 
mozaikowa z m a try cy  7 x 7  punktów

2, 54 mm 
2 , 1 mm

O dległość m iędzy  znakam i w w ie rszu  2, 54 mm 
L iczba  znaków w w ie rszu  133
O dległość m iędzy  w ie r s z a m i  4, 23 m m
W ym iary  zew nętrzne  te rm in a la  945x700x620 m m
Moc pob ierana  600 VA
M asa  83 kg.

K o n tro le r :
K o n tro le r  j e s t  śc is ły m  odpowiednikiem LA 30 f i rm y  DEC. Ustawiana szybkość t r a n s m is j i
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szeregow ej um ożliw ia wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bodów. G en e ra to ry  kwar- 
cowe zastosow ane w te rm in a lu  o ra z  w k o n tro le rz e  gw arantu ją  dużą s tab ilność  p ra c y .  
K o n tro le r  zrea lizow any  j e s t  na dwóch pakietach:
SM-KS 11 /3 0  układów T T L /
SM-DK 11 /31 układów T T L /
r o z m ia r  pakietu  240x135 m m .

Zastosow ane złocone z łącze  k raw ęd z io w i 2 x 48 styków w spó łp racu je  z gniazdem  
ELTRA 8030960 1113421. W yprowadzenie sygnałów zrea lizow ano w s ta n d a rd z ie  SM 3,
SM 4 /Z ak ład  W UM -Kijów/. Ponadto  należy na pakiecie  SM-DK 11 doprowadzić do kon­
taktu B 21 nap ięc ie  -  5V.

M O D U Ł  SM -  7953 VGD

S k ł a d : -  s tolik + + + +
Wykonania -  DTR, wyposażenie .

01 02 ■05 06 cz ę śc i  zam ienne + + + +
- m on ito r  ekranowy -  d ru k ark a  DZM -180
MERA-7953 VGD + + - / l i t e r y  ła c iń sk ie / - +
/C M -7209 VGD/ + - ’ + / l i t e r y  łac ińsk ie  i
-  kabel DK + ■+• + + c y ry l ic a / - _ +
-  k o n tro le r  szeregow y + + + + - kabel DM-DK - + +

P r z e z n a c z e n i e :  Moduł m o n ito ra  ekranowego / t e r m in a l a /p r z e z n a c z o n y  j e s t  do 
w prow adzan ia /w yprow adzan ia  in fo rm ac ji  d o /z  sys tem u.
K o n s t r u k c j a  : Moduł składa s ię  z m o n ito ra  w ra z  z k law ia tu rą ,  s to jącego na s to l i ­
ku, kabla o ra z  k o n tro le ra .  M onitor m ożna ustawić w odleg łości do 600 m etrów  od s y s te ­
mu /n a le ż y  w tak im  przypadku zastosować, wykonanie kabla o długości um ożliw ia jącej 
takie  u s ta w ie n ie / .  K o n tro le r  sk łada s ię  z dwóch pakietów um ieszczonych  w kasec ie  
SM MKU zam ocowanej w module SM-BRS,
P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :
M onitor:  MERA-7953 VGD kody: duże i m a łe  l i t e ry  łac ińsk ie

CM-7209 VGD kody: duże l i t e r y  łac ińsk ie ;  duż^ l i t e ry  cyry licy
M onitor j e s t  pełnym odpowiednikiem VT-52 f i rm y  DEC.
F o rm a t
Budowa znaków 
W ym iary  znaku 
K olor ekranu  
Rodzaj p ra c y  m on ito ra  
R eż im  p ra c y  m onito ra :  
HOLD SCREEN

COPY SCREEN

AUTO COPY

ALTERNATE KEY

CAPS LOCK

REŻIM  GRAFICZNY

24 w ie r s z e  po 80 znaków 
mozaikowa z m a try c y  5x7 punktów 
2, 54x4, 5 m m  
a m b ra  lub zielony
LOCAL, LINE, DUPLEX, HALF DUPLEX

- powoduje za trzy m an ie  w yśw ietlan ia  in fo rm ac j i  po zapeł­
nieniu ekranu . N ac iśn ięc ie  k law isza  ROLL powoduje pod­
n ie s ien ie  s ię  zaw ar to śc i  ekranu  o jeden  w ie r s z ,  pojaw ie­
nie s ię  nowego w ie r s z a  in fo rm ac ji  na dole o ra z  zagubie­
nie dotychczasowego najw yższego. Jednocześn ie  n a c iś n ię ­
c ie  k law isza  SHIFT, ROLL powoduje w yśw ietlenie  całej 
z aw ar to śc i  ekranu .

-  powoduje wydrukowanie całe j  aktualnej zaw ar to śc i  ekranu 
na d ru k a rc e ,  je ż e l i  j e s t  dołączona do m onitora. Zakoń­
czen ie  druku likwiduje ustaw ienie  tego reżim u .

-  powoduje wydrukowanie w ie r s z a ,  w którym znajduje się  
znacznik  po pojawieniu s ię  symbolu L F  lub SSCB.

-  powoduje zm iany  kodów generowanych przy naciśn ięciu  
k law isza  generu jącego  kody cyfrowe.

-  powoduje zmiany r e j e s t r u  p rz y  pom ocy klawiaza SHIFT 
tylko dla k law iszy generu jących  kody l ite r .

-  wyśw ietla  sym bole z g e n e ra to ra  znaków półgraficznych.
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MO D U Ł S M -  D H-11

S k ł a d :
-  blok SM-DH-11
- kable
- panele  dystrybucyjne
- kabel WS
- wyposażenie , c z ę śc i  zapasowe, DTK 
P r z e z n a c z e n i e :  Moduł SM-DH-11 
p rzezn aczo n y  j e s t  do w spółpracy  z sys tem am i 
typu SM EMC lub ich analogam i. Moduł dołącza
s ię  do in te r fe jsu  WSPÓLNA SZYNA. P r z y  po­
m ocy SM-DH-11 można podłączyć do sys tem u  
do 16 u rząd zeń  pop rzez  szeregow y in te r fe js  
asynchroniczny .

P a r a m e t r y -  t e c h n i c z n e :

K o n s t r u k c j a :  Moduł wykonany j e s t  w 
fo rm ie  szuflady /b e z  obudowy/ um ożliw iającej 
m ontaż w szafie  19-calowej. Rolkowe p row ad­
nice pozwalają wysuwać moduł z szafy w ce ­
lach serw isow ych. U rządzenie  posiada  cz a rn ą  
p ły tę  m asku jącą , wyposażone je s t  w zas i lacz  
o ra z  zespół wentylatorów. U rządzenie  zew­
nę trzn e  dołącza s ię  do m u lt ip lek se ra  pop rzez  
panele  dystrybucyjne / je d e n  z in te r fe jse m  na­
pięciowym, drugi z p rąd o w y m /.  Pane le  o wy­
sokości 3 U /g d z ie :  U = 44,45 m m /  montuje 
s ię  w szafie .

Szybkość t r a n s m is j i

P a r a m e t r y  t r a n s m is j i

Sposób t r a n s m is j i

W spółpraca  z WSPÓLNA 
SZYNA

-  zadawana program ow o w ustalonych zak re sach :  0; 50; 75; 
110; 134,5; 150; 200; 30; 600; 1200; 1800; 2400; 4800; 
9600. Moduł posiada m ożliwość zewnętrznej synchron iza­
cji  szybkości t r a n s m is j i .

-  d ługośó słowa: 5, 6, 7 lub 8 bitów; bit kbntro li  p a rz y s to ś ­
ci lub n iep a rzy s to śc i  lub bez kontro li;  l iczba  bitów stopu
1 lub 2. P a r a m e t r y  słowa zadaje  s ię  p rogram ow o n ieza ­
leżn ie  dla każdej lin ii .

-  każda l in ia  m oże być p rogram ow o ustawiona w re ż im ie :  
DUPLEKŚ, POŁDUPLEKS lub ECHO-DUPLEKS.

-  w spó łp raca  z sy s tem em  w przypadku t r a n s m is j i  "w l in ię"  
rea l izow ana  j e s t  według zasady bezpośredniego  dostępu 
do pam ięc i  / N P R / ,  t j .  t r a n s m is ja  odbywa s ię  z pam ięci 
operacy jne j  bez udziału p ro c e s o ra .
W przypadku t r a n s m is j i  "z l in i i"  wpływające dane s ą  u- 
m ie sz c z a n e  w buforze typu LIFO modułu SM-DH 11, skąd 
te dane s ą  p rze sy łan e  .w kolejności,  zależn ie  od re a l iz o w a ­
nego p ro g ra m u .

Do m u lt ip lek se ra  można dołączyć do 16 monitorów MERA-7953 VGD /C M - 7209 VGD/, do 
k tó rych  można dołączyć d rukark i  DZM -180 /h a r d  cep y / .
M aksym alna  długość kabla m o n i to r -m u l t ip le k se r  -  do 600 m .
Kable takie  s ą  wykonywane na specja lne  zam ówienie  lub użytkownik wykonuje we własnym 
z a k re s ie .
Do monitorów można dołączyć d ru k ark ę  DZM-180.

M O D U Ł  S M — D L—11

S k ł a d :
-  pakiety  KS-11, DL-11 /dodatkowo CLK -11/
-  kabel DL
-  zwora DL
-  DTR, cz ę śc i  zam ienne.
P r z e z n a c z e n i e :  A synchroniczny in­
t e r f e j s  szeregow y SM-DL-11 służy do zapew­
nienia  w spó łp racy  u rząd zeń  szeregow ej t r a n s ­
m is j i  asynch ron icznej  z sy s tem em  SM z udz ia ­
łem  lub bez udziału  m odem u. Moduł zaw iera  
pełny zes taw  sygnałów wymagany do s te ro w a ­
nia  m odem em .
K o n s t r u k c j a :  Moduł SM-DL-11 p o s ia ­
da dwa wykonania.
Wykonanie 1 p rzew idz iane  j e s t  dla modułu 
SM -DL-11 montowanego w k asec ie  modułu 
SM-DH-11.

Wykonanie 2 przew idz iane  je s t  dla modułu 
SM-DL-11 montowanego w kasec ie  u n iw ersa l­
nej SM MKU.
Specyfikacja Wyk. 1 Wyk«
P a k ie t  SM-KS 11 + +
P a k ie t  SM-DL 11 + +
P a k ie t  SM-CLK 11 - +
Kabel DL 1 +
Kabel DL 2 +
Zw ora DL + •f
Wkładka p rz e rw a ń - +
D a n e  t e c h n i c z n e : '■
obc iążenie  WS 1
pobór p rądu  +5V 1A

+ 12 V 150mA
-12 V 150mA
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szybkość t r a n s m is j i  1 6 -standardowy;
prędkość  od 50 do 
19.200 K bodów. 

Wybór ad resów  r e je s t r ó w  w ek to ra  p rze rw ań  
i fo rm atu  znaku odbywa s ię  p rz y  pomocy zwo­
r e k .  Znak m oże mieć. 5 ^ 8  bitów in fo rm acji :  
bit kontro li  p a rz y s to ś c i ,  n ie p a rz y s to śc i  lub 
bez kon tro li :  1; 1, 5 lub 2 bity stopu.

M O D U Ł  S M - D P - 1 1

S k ł a d :
Wykonania

01 02 03 04
- pakiety t r a n s m is j i
/2 sz tu k i / + + + +
-  pakie t kontro li  pop raw ­
ności t r a n s m is j i - + - +
-  Nuli m odem + + - -
-  sznur  DP, zw ora  do
testow ania + + + +
-  w yposażenie , c z ę śc i
zapasow e, DTR. + + + +
P r z e z n a c z e n i e :  Moduł służy do syn­
chron iczne j  t r a n s m is j i  in fo rm ac ji  m iędzy  sy ­
s te m a m i typu SM lub do łącznośc i  sy s tem u  ty­
pu SM z innym sy s te m e m  kompatybilnym 
sprzętow o i p rog ram ow o. Ł ączność  m oże  od­
bywać s ię  na k ró tk ich  od leg łośc iach  p rz y  po­
mocy, u rząd zen ią  SM NUL,L-MODEM lub na du­
żych p rz y  pomocy m odemów po p rzez  l in ie  te le ­
foniczne. Moduł m oże być wyposażony w pakiet, 
k tó ry  sprzętow o liczy  w ielom ian  kon tro li  po ­
praw nośc i  t r a n s m is j i .
K o n s t r u k c j a :  Moduł składa s ię  z dwóch 
pakietów t r a n s m is j i  o podwójnej w ie lkośc i o raz  
kabla r e a l izu jąceg o  po łączenia  w ew nętrzne  
m iędzy  p ak ie tam i o ra z  doprow adzającego  i od­
prow adza jącego  sygnały d o /z  l in i i .  Kabel m oż­
na zew rzeć  zw orą  um ożliw ia jącą  tes tow anie  
jednostk i  jed n o s tro n n ie ,  bez udziału  u rz ą d z e ­
nia z drugiej s trony  l in i i .  P ak ie ty  modułu na­
leży  u m ie śc ić  w k a se tc e  SM MKU na pakiety 
o podwójnej w ie lkośc i i na leży  zas i l ić  nap ię ­
c ia m i:  +5V, +12 V, -12V.
P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e :  Moduł 
t r a n s m is j i  synchron iczne j p rz e sy ła ją c y  in fo r­
m a c ję  szeregow o znak za znakiem  z szybkoś­
c ią  300 -  9600 bodów, zadawaną p rz y  pomocy 
z e g a ra  znajdującego s ię  w NULL MODEMIE 
lub m odem ie . P ro to k ó ł  t r a n s m is j i  us ta lany  
j e s t  p rog ram ow o. Znak synchron iczny  u s ta la ­
ny p rog ram o w o . Jednos tka  pos iada  m ożliwość 
t r a n s m is j i  znakam i długości 6 , 7, 8 bitów. 
T r a n s m is ja  pół lub  pełnodupleksowa.

M O D U Ł  S M - D R - 1 1
S k ł a d :
-  pak ie ty  DR-11B /2  s z tu k i /
-  kabel DR
-  DTR, c z ę śc i  zam ienne
-  z łącze  tes tow e.
P r z e z n a c z e n i e :  Moduł DR-11B je s t  
in te r fe j s e m  ogólnego p rz e z n a cz e n ia  p os iada­
jący m  m ożliw ość  bezpośredn iego  dostępu do

pam ięc i  /D M A /,  dzięki k tó re j  t r a n s m is ja  za ­
inicjowana p rogram ow o m oże dalej odbywać 
s ię  bez udziału p ro c e s o ra .
K o n s t r u k c j a :  Moduł składa s ię  z dwóch 
pakietów podwójnej w ie lkości um ieszczonych  
w module SM BRS.

D a n e  t e c h n i c z n e :
m a k s ,  szybkość t r a n s m is j i  500. 000 s łó w /s  
poziom p rz e rw a ń  BR 5
t r a n s m is ja  danych NPR
obciążenie  szyny 1
zas i lan ie  +5V

M O D U Ł  S M - C A M A C
S k ł a d :  
wykonanie 04:
-  k a se ta  002
-  blok zas i lan ia  043A
-  panel wentylacyjny 077A
- blok in te r fe jsu  106
-  kabel połączeniowy K-106A-1
-  te rm in a to r  T -106
-  DTR, częśc i  zapasowe, wyposażenie, 
wykonanie 05:
-  ka se ta  002
-  blok zas i lan ia  043A
-  panel wentylacyjny 077A
-  blok in te r fe jsu  106
- kabel połączeniowy K-106A-2. 
P r z e z n a c z e n i e :  Moduł CAMAC je s t  
blokiem dopasowującym in te r fe js  WS sys tem u  
SM do in te r fe jsu  w s tandardz ie  CAMAC i p r z e ­
sy ła jącym  dane, a d re sy ,  sygnały s te ru ją c e  
m iędzy  tym i in te r fe jsa m i.
K o n s t r u k c j a :  Moduł składa s ię  z typo­
wej s tandardowej kase ty  CAMAC, um ożliw ia ją ­
cej stosowanie różnych  bloków CAMAC, za le ż ­
nie od p o trz e b ;w raz  z blokiem in te r fe jsu  106 
u m ieszczonych  na podwójnej pozycji 24 i 25 w 
k a se c ie .  Systemowo /  ze względu na możliwość 
a d re so w a n ia /  możliwe j e s t  dołączenie  c z te re c h  
k ase t  z in te r fe js a m i .  W yróżnione są  dwa wyko­
nania  modułu: jedno, gdy k ase ta  je s t  jako p ie rw ­
sza ,  m u s i  być więc wyposażona w te rm in a to r ,  
kabel WS łączący  blok in te r fe jsu  z sy s tem em  
o ra z  drugie , gdy k a se ta  je s t  jako następna, 
m u s i  być w ięc  wyposażona w kabel WS łączący  
bloki in te r fe jsu .  Z a lecane j e s t  u m ieszczan ie  
modułów CAMAC w stojaku CAMAC. Typ s to ­
jaka: 070A.

M O D U Ł  S M - B R S
S k ł a d :
-  blok SM-BRS w sk ładzie : 
podstawa,
zespó ł wentylatorów,
blok za s i laczy  dodatkowych napięć,
z a s i la c z  5V 20A
-  kabel W SPÓLNEJ SZYNY
-  DTR, cz ę śc i  zapasowe, montażowe, wyposa­
żenie.
P r z e z n a c z e n i e :  Moduł SM-BRS je s t  
k o n s tru k c ją  m echan iczną  zaopa trzoną  w z a s l -
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la c z e  o raz  w entylatory , um ożliw iające zam on­
towanie kase tek  z pak ie tam i poszczególnych 
modułów, W module BRS można montować 
k o n tro le r  dyskowy, k o n tro le ry  te rm in a l i ,  d ru ­
karek , itd„
K o n s t r u k c j a :  Moduł SM-BRS wykonany 
j e s t  w fo rm ie  szuflady /b e z  obudowy/, um ożli­
w iającej m ontaż w szafie  19-calowej. Rolkowe 
p row adnice  pozw a\a ją  wysuwać szuflady w c e ­
lach  serw isow ych, W module można zam onto­
wać do 3 kase t ,  z k tórych każda zaw iera  4 po­
ziomy na pakiety.

OPROGRAMOWANIE

O program ow anie  system owe bazowe 
S k ł a d :
1» System operacyjny  czasu  rzeczyw is tego  
DOC PB2
-  M a c ro a se m b le r  MACRO
-  FORTRAN IV
2. In te rp re te r  BASIC
3, Testow y sy s tem  operacyjny  TOC.
DOC PB2 je s t  sy s tem em  czasu  rzeczyw is tego , 
w ielodostępnym , w ie loprogram ow ym . Pod 
k on tro lą  DOC PB2 można:
-  rozw ijać  oprogram ow anie  system ow e i użyt­
kowe,
-  s te row ać  ek sp ery m en tem  naukowym,
-  u rucham iać  p ro g ram y ,
-  zb ie ra ć  i p rz e tw a rza ć  dane,
-  p rzep ro w ad zać  obliczen ia  naukowe i ' te ch n icz -  
ne,
-  obsługiwać sterow nik  C 106 in te r fe jsu  CA- 
MAC /p o p rz e z  odpowiedni d ra jw e r  sys tem ow y/.  
W skład DOC PB2 wchodzą m. in. p ro g ram y :
- obsługi dyrektyw system ow ych,
-  kom unikacji z użytkownikiem,
-  red ak c j i  tekstów,
-  budowy zadań,
-  u rucham ian ia  zadań,
-  tw orzen ia  i modyfikacji bibliotek program ów ,
-  kopiowania zbiorów.

O program ow anie  system owe 
uzupełniające 

RCS -  podsystem  za rządzan ia  r e k o rd a m i
j e s t  zb io rem  p ro c e d u r  dla składo­
wania, wyszukiwania i ak tua lizacji  
danych w zb io rach  zapisanych w 
pam ięc i  na dyskach i ta śm ach  m a ­
gnetycznych. P o d sy s te m  może być 
wykorzystywany p rz e z  zadania na­
p isane  w MACRO, COBOL, BASIC 
PLU S 2.

MSSL -  j e s t  zb io rem  podprogram ów  m a te ­
m atycznych s łużących do rozw iązy ­
wania problem ów  takich  jak : r o z ­
wiązywanie równań, całkowanie 
n um eryczne  itp. p rzeznaczonych  
do w ykorzystan ia  p rog ram ów  p is a ­
nych w języku FORTRAN.

SM-NET - j e s t  pak ie tem  p rog ram ów  pozwala­
jących  na w sp ó łp racę  w siec i  kom -

puterów typu SM ,pracujących pod 
kontro lą  DOC PB2. Dialog pom ię­
dzy węzłam i s iec i  rea lizow any je s t  
za pośrednic tw em  protokołu DDC 
MP.

K om pilatory  
COBOL - kom pila tor  program ów  napisanych 

w języku zgodnym z ANSI-74 
-  x. 3. 23-1 974 .,  z ro z s z e rz e n ie m  
w z a k re s ie  segm entac ji  p rogram ów  
i bibliotek zdań źródłowych. Kom­
p ila to r  w ykorzystu je  p rocedury  
RCS.

PASCAL - kom pila to r  s tandardowego języka 
z ro z s z e rz e n ie m  m, in. o:

•  możliwość konw ersacyjnego dzia­
łania p ro g ram u ,

•  możliwość ko rzystan ia  ze zbiorów 
o dostępie  bezpośrednim ,

•  ko rzys tan ia  z p ro ced u r  zew nę trz ­
nych, łączenia  p ro ced u r  p isanych 
w MACRO lub FORTRAN,

•  tw orzenia  s t ru k tu ry  nakładkowej 
p ro g ram u .

BASIC
P L U S 2 - kom pila tor  BASIC PLU S 2 tworzy

postać  wynikową /w  języku wew­
n ę trz n y m / p ro g ram u  napisanego 
w BASIC -  ze znacznym i r o z s z e ­
rz e n ia m i .  R o z sz e rz e n ia  obejm ują 
m iędzy  innymi:

•  o p e rac je  na tekstach ,
•  o p e rac je  na m a c ie rz ac h ,
•  s te row anie  w łasnośc iam i d ra jw e­

r a  te rm in a la ,
•  definiowanie funkcji p r z e z  użytko-- 

wnika,
•  łączen ie  p rog ram ów  napisanych 

w MACRO i COBOL,
•  u m ieszczen ie  wielu in s tru k c j i  w 

jednej lin ii .
COBOL, BASIC PLUS 2 k o rz y s ta ją  z podsys te ­
mu RCS,

U w a g a :  O program ow anie  system ow e kom ­
puterów typu SM je s t  w pełni kompatybilne z 
oprogram ow aniem  minikom puterów typu P D P -  
11 f i rm y  Digital Equipm ent Corp. /D E C / ,

O program ow anie  użytkowe
S k ł a d :
IDMS-DTR
PRIMAX 2
KSP-OSN
MERA-CAMAC
P r z e z n a c z e n i e :
IDMS-DTR -  Interakcyjny System Z a rz ą d za ­

nia Danymi służy do tw orzenia ,  
modyfikowania, r o z s z e rz a n ia  
i rapo r tow an ia  kar to tek . D zia­
ła w re ż im ie  konw ersacyjnym , 
System w ykorzystu je  podsystem  
RCS.
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PRIMAX 2 - P r o g r a m  re d a k c j i  dokum entacji,
um ożliw ia jący  a rch iw izac ję ,  
ak tu a l izac ję  tw orzonych doku­
mentów na nośn ikach  m agnetycz­
nych.

KSP-OSN -  K onw ersacyjny  System P r o g r a ­
mowania O b ra b ia re k  S terow a­
nych N u m eryczn ie .  Pozw ala  
opisywać g e o m e tr ię  o b rab ian e­
go p rzedm io tu , w arunki obróbki,

dobór n a rz ę d z i .  System pozwala tworzyć w łas­
ną bazę danych / n a rz ę d z ia ,  w arunki obróbk i/  
o ra z  bibliotekę p ro g ram ó w . W raz z P o s tp ro -  
c e s o re m  / tw orzonym  dla każdego typu o b ra b ia ­
re k  indywidualnie/ pozwala tw orzyć ta ś m ę  s te ­
ru ją c ą  o b ra b ia rk ą .  Użytkowanie sys tem u  nie 
wymaga jego uprzedn ie j  zna jom ośc i  i u m ie ję t­
nośc i  p rog ram ow an ia .

MACROASSEMBLER M A C 80

M a c ro a s s e m b le r  MAC 80 t łum aczy  sym bo­
l ic z n ą  re p re z e n ta c ję  in s t ru k c j i  m ik ro p ro c e so ­
r a  Intel 8080 o ra z  dane na pos tać ,  k tó ra  może 
być wykonana, jako p ro g ra m  p rz e z  m ik ro p ro ­
c e s o r  8080. MAC 80 akceptuje  standardow e in­
s t ru k c je  a s s e m b le r a  8080, a także defin icje  i 
wywołania m a k ro in s t ru k c j i .  M a c ro a s s e m b le r  
MAC 80 p rzeznaczony  j e s t  do p racy  na z e s ta ­
wie m inikom puterow ym  SM-4 z sy s te m e m  ope­
racy jn y m  D O C -PB . MAC 80 akceptu je  jako 
zbiór wejściowy, każdy zb iór tw orzony i po­
praw iany  w standardow y sposób, jak  to o p isa ­
no w nas tępu jących  dokumentach:
-  "Komunikacja z użytkownikiem'L,
-  "E dy to r  w ie rszow y",
-  " P r o g ra m  m anipu lac ji  z b io ra m i" .
-  " P r o g ra m  konw ers j i  zbiorów ".

MAC 80 tw orzy  dwa zb io ry  wyjściowe:
•  Zb ió r  lis t ingow y, z aw ie ra jący  w yrażen ia  
źródłowe o ra z  kody wynikowe i ew entualnie in­
fo rm a c je  o w ykrytych błędach w p ro g ra m ie ,
•  Zbiór wynikowy, zaw ie ra jący  kody wynikowe 
opcjonaln ie  poprzedzone tab l icą  sym boli  /d la  
sy m u la to ra  8080/.

Klucze komend m a k ro a s s e m b le ra  um ożliw ia­
j ą  użytkownikowi m odyfikację  p o s tac i  zbiorów 
w ejśc iow ych i wyjściowych. M a c ro a s s e m b le r  
MAC 80 zos ta ł  napisany  w m a k ro a s s e m b le rz e  
m in ikom pu te ra  SM-4, co zapewnia dużą p r ę d ­
kość wykonywania.- MAC 80 nie tw orzy  zbio­
rów  roboczych . W szystk ie  pola robocze  o ra z  
tw orzona w cz a s ie  wykonywania tab lica  sym bo­
li  u m ieszczo n e  są  w pam ięc i  m in ikom pu te ra .  
Każdy sym bol wymaga ośm iu  bajtów pam ięc i .  
Obecność m ak rodef in ic j i  w zb io rze  w e jśc io ­
wym powoduje dodatkową z a ję to ść  tab licy  sy m ­
boli. W ielkość po trzebne j  pam ięc i  roboczej 
m us i  być o k re ś lo n a  w m om enc ie  in s ta lac j i  
MAC 80 w sy s te m ie ;  p rzy d z ie len ie  o b sza ru  
32 k słów pozwala na t r a n s la c ję  bardzo dużych 
p ro g ram ó w .
O rien tacy jne  czasy  wykonania MAC 80:

-  p ro g ra m  źród łow y^ 8 0 0 0  linii, p ro g ra m  wy­
nikowy '■'10 kbajtów; c zas  - '10  min.
-  p ro g ra m  źródłowy ^ 3 0 0 0 0  linii,  p ro g ram  
wynikowy ^ 4 0  kbajtów; c zas  ~ 3 5  min.

KONWERSACYJNY SYSTEM 
PROGRAMOWANiA OBRABIAREK 

STEROWANYCH NUMERYCZNIE KSP OSN

System p rzeznaczony  j e s t  do kom puterow e­
go wspom agania  p ro c e su  przygotowania  taśm y
s te ru ją c e j  o b ra b ia rk ą .  System zapewnia:
-  bezpośredn i dostęp,
-  in te rakcy jny  try b  p racy ,
-  w ie lo to row ość  wprowadzania  in fo rm acji ,
-  ła twość redagow ania  in fo rm ac ji .

KSP OSN je s t  sy s te m e m  modułowym, kon- 
w ersacy jno -w sadow ym , ze z in teg row aną bazą 
danych. System um ożliw ia półautom atyczne  
przygotow anie  ta śm y  s te ru ją c e j  dla OSN:
-  w ie r ta re k  i w ie r ta rk o - f r e z a re k ,
-  tokarek ,
-  f r e z a re k  i centrów  obróbczych.

Modułowa budowa um ożliw ia składanie  sy s te ­
mu w za leżnośc i  od wymagań użytkownika o ra z  
c iąg łą  rozbudowę bez zm iany poprzednie j s t ru k ­
tu ry .
S truk tu ra  KSP OSN:
-  P r o g r a m  redakcyjny
-  P r o c e s o r
•  definiowanie elem entów geom etrycznych  jak: 
punkt, p ro s ta ,  okrąg , grupa punktów i t p . ,
•  definiowanie elem entów technologicznych: 
n a rz ę d z ia ,  w arunki obróbki,
•  definiowanie o p e rac j i  w ie r ta rsk ic h ,  to k a r ­
skich, f r e z e r sk ic h ,
•  o k re ś len ie  funkcji pos tp roceso row ych , ewen­
tualnie g ra f iczne  zobrazow anie  wprowadzanych 
danych,
•  tw orzen ie  biblioteki danych pośredn ich .
-  P o s tp ro c e s o r .

P r o g r a m  generow ania ta śm y  s te ru ją c e j  dla 
konkretnego typu o b ra b ia rk i ,  rea l izow any  na 
indywidualne zam ówienie  wg wypełnionego a r ­
kusza  danych dla p o s tp ro c e so ra  i in s tru k c j i  
p rog ram ow an ia  USN/specyficznych dla o b ra ­
b ia rk i  o ra z  u rządzen ia  s te ru ją c e g o / .
W arunki dostawy:
KSP OSN dosta rczany  je s t  w w ers jach :
-  W dla w ie r ta re k ,
-  T  dla tokarek ,
-  F  dla f r e z a re k ,
-  w w e rs ja c h  łącznych: WF, WT, T F ,  WTF, 
z p o s tp ro c e so re m  lub bez p o s tp ro c e so ra .

W przypadku dostawy bez p o s tp ro c e s o ra  do- 
s ta rc z ą n a  j e s t  in s t ru k c ja  z a w ie ra jąca  odpowie­
dnie schem aty  i opisy  danychtpośrednich , um o­
żliw ia jących  s tw orzen ie  p o s tp ro c e so ra  p rz e z  
użytkownika. P o s tp ro c e s o r  zamówiony, em itu ­
jący  p r o g r a m  dla konkretnego typu o b rab ia rk i  
i USN, rea lizow any  j e s t  w bezpośredn im  kon­
takc ie  z użytkownikiem.
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M e A - S A M  AC -  1300 

System M ERA-CAM AC-1300 je s t  kom pute­
r e m  16-bitowym opartym  o dwa znane i popu­
la rn e  s tandardy  międzynarodowe:
-  s tandard  Systemu Małych E lek tron icznych  
M aszyn Cyfrowych /SM  E M C / kompatybilny
z ro dz iną  m inikom puterów PDP-11 f i rm y  DEC,
-  s tandard  CAMAC, unifikujący in te r fe jsy  blo­
ków pom iarow ych i s te ru jących .

■ W sy s tem ie  wykorzystano rad z ieck i  p ro c e ­
s o r  SM -13 00 zbudowany na układach scalonych 
dużej skali in teg rac ji  /m ik ro p ro c e so ro w e  uk ła ­
dy segm entowe, p rogram ow ane m a try ce  s t e ru ­
ją c e ,  pam ięc i  ROM i RAM /. P ro c e s o r  ten  s ta ­
nowi odpowiednik funkcjonalny p ro c e s o ra  P D P -  
11/04 f irm y  DEC, kompatybilny z do tychczaso­
wymi sy s te m a m i SM EMC:
-  p rogram ow o -  ponieważ l is ta  rozkazów je s t

identyczna z l i s t ą  rozkazów 
SM 3,

- sp rzę tow o -  ze względu na m a g is t ra lę
WSPÓLNA SZYNA o raz  kon tro ­
le ry  i u rządzen ia  zewnętrzne 
wg standardu  SM EMC ' 

Dodatkowe cechy p ro c e s o ra  to:
-  szybkość 2-2 , 5 r a z a  w iększa od SM 3,
-  s te row an ie  m ikroprogram ow ane ,
-  półprzewodnikowa pam ięć  dynamiczna 64 
kbajtów z kon tro lą  p a rzy s to śc i ,
-  w ew nętrzna  diagnostyka rea lizow ana  au tom a­
tycznie ,
-  p ro g ram y  ładowania początkowego z różnych 
u rząd zeń  w pam ięc i  ROM,
-  em u la to r  konsoli w pam ięc i  ROM,
- kwarcowy zegar  czasu  rzeczyw is tego , 50 Hz,
-  wysoka niezawodność p r o c e s o r a ;wynikająca z 
zastosow ania  m ik ro p ro ceso ro w e j  bazy e lem en ­
towej.

Zastosow ania  system u
System M ERA-CAM AC-1300 przew idziany  

j e s t  do stosowania w tych dziedzinach, gdzie 
o g ran iczen ie  po jem ności pam ięc i  operacyjnej 
/2 8  ks łów / nie stanowi istotnej b a r ie ry .  Sy­
s tem  m oże m iędzy  innymi być w ykorzystyw a­
ny w:
-  zautomatyzowanych sy s tem ach  kon tro lno-po­
m ia row ych  dla badań naukowych,
-  zdalnych i lokalnych inteligentnych t e rm in a ­
lach ,
-  zautomatyzowanych stanowiskach p racy  dla 
pro jek tan tów , technologów i konstruktorów ,
-  p ros tych  sy s tem ach  nadzoru  p rzy  s terow aniu  

i ob iek tam i p rzem ysłow ym i.
(

Rozw iązanie  konstrukcyjne  system u
-  zw arte  rozw iązan ie  w postac i  szafy 19 o 
w ysokości około 120 cm, wypełnionej blokami 
o ra z  dołączone zew nątrz  u rządzen ia  wolno s to ­
jące ,
-  m odu larność  polegająca  na w ym ienności, do­
dawaniu lub od łączeniu  poszczególnych bloków 
w szafie  o r a z  wolno s to jących  u rządzeń  wg 
p o trz e b  użytkownika,

-  uproszczony  pulpit o p e ra to ra ,
-  zas i lan ie  system u z s iec i prądu zmiennego 
jednofazowego 220V, 50IIz.

Konfiguracja  sys tem u
W szafie  sys tem u s ą  um ieszczone  zawsze na­
stępu jące  bloki:
-  Blok cen tra lny  /B C /  zaw ie ra jący  jednostkę  
p ro c e so ra  w raz  z pam ięc ią  i odpowiedni dob ra­
ny zestaw jednostek s te ru jący ch  w raz  z z a s i la ­
niem.
-  Blok napięciowy /B N /  s łużący  do ro zp ro w a­
dzenia zmiennego napięcia  zas i la jącego .

O prócz  tego w szafie  m ogą być um ieszczone :
- kase ta  /o d  1 do 3 sz t .  /  CAMAC z własnym 
zas i laczem  i wentylacją,
-  pam ięć  na dysku e las tycznym  typu SP 55DE 
/SM  5608/,
-  m odem do t r a n s m is j i  szeregow ej synchroni­
cznej lub asynchron icznej /m o d em  może być 
również w w e rs j i  wolno s to ją c e j / ,

W przypadku,, gdy pojem ność jednej szafy 
j e s t  za m ała ,  możliwe je s t  użycie drugie j,  do­
datkowej szafy. Na zew nątrz  szafy s ą  dołączo­
ne u rządzen ia  wolno s to jące:
-  m onitor  ekranowy z k law ia tu rą  typu MERA- 
7953 N / do 3 sz t .  / ,  •
-  d ru k ark a  znakowa mozaikowa typu DZM-180,
-  pam ięć  dyskowa kase tow a typu MERA-9450 
o pojem ności 5 Mbajtów /d o  2 s z t . / .

Możliwe je s t  zas tąp ien ie  jednego z monito­
rów ekranowych M E R A -7953N przez  d ru k a rk ę  
DZM-180 KSR z k law ia tu rą .  Na specja lne  ży­
czenie  mogą być do system u MERA-CAMAC- 
1300 dołączone również inne u rządzen ia  takie 
jak  np. s tac ja  ta śm y  papierowej typu SP T P -3  
SM 6204 , zaw ie ra jąca  czytnik i p e r fo ra to r .  
System MERA-CAMAC-1 300 może być dołą­
czony lokalnie lub zdalnie do innych system ów  
komputerowych, a p rzed e  w szystk im  do sy s te ­
mu SM 4 o ra z  m aszyn  JS EMC np. R32. Do 
tego celu służy specjalny k o n tro le r  do obsługi 
t r a n s m is j i  szeregow ej asynchronicznej albo 
synchronicznej,  um ieszczony  w Bloku C en tra l­
nym.

O program ow anie  system u
Podstawowe składniki oprogram ow ania  do­

s ta rc z a n e  ra z e m  z sy s tem em  MERA-CAMAC- 
1300 to:
-  Testow y System O peracyjny /T O C / ,  zaw ie­
ra ją c y  zestaw  testów p ro c e so ra  i u rządzeń  
zewnętrznych,
-  dyskowy sy s tem  operacyjny  AMKO.

System operacyjny  AMKO je s t  odpowiedni­
k iem  funkcjonalnym sys tem u operacyjnego 
R T -11 ,  w e r .  4. 0 f irm y  DEC i zaw iera  zestaw 
różnych  środków do przygotowywania i u ru ch a­
m ian ia  p rog ram ów . Pozw ala on na p ra c ę  z r ó ż ­
nymi językam i program ow ania ,  a m . in. makro ' 
a s e m b le re m ,  FORTRAN IV i BASIC. System 
MERA-CAMAC m oże  wykorzystywać typowe 
op rogram ow anie  użytkowe stosow ane dotych­
cz a s  w m aszynach  SM EMC. P roducen t m oże
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d o s ta rc z a ć  na zamówienie pakie ty  sp ec ja l izo ­
wanych p ro g ram ó w  użytkowych / np. dla p ra c y  
w s iec i  k o m p u te ro w e j/ .  Na żądanie  j e s t  też  
do s ta rc z a n a  w e rs ja  sys tem u  operacyjnego  
DOC PB, będąca odpowiednikiem funkcjonal­
nym sy s tem u  RSX-11M f i rm y  DEC, dos toso­
wana do konfigurac ji  sy s tem u  MERA-CAMAC- 
1300, W ieloletnie dośw iadczenie  FMiK ERA 
w produkcji  system ów  m inikom puterow ych 
SM EMC stanowi gw aranc ję  dostawy sp rz ę tu  i 
op rogram ow ania  o odpowiedniej jak o śc i .

P rzyk ładow e konfigurac je  dla podanych za s to ­
sowań
m P r z e tw a rz a n ie  danych 
K onfiguracja  m n ie jsza :
-  m oduł podstawowy / p r o c e s o r ,  pam ięć  o p e ra ­
cy jn a / ,
-  moduł pam ięc i  dyskowej M E R A -9450 
/CM  5401/ z k o n tro le re m  CM-5102,
-  moduł pam ięc i  dyskowej M ERA-9450
/ CM 5401 /  bez k o n tro le ra  dołączony do poprzed­
niej pam ięc i  dyskowej,
-  moduł d ru k a rk i  znakowo-m ozalkowej DZM- 
180 /C M  6302/,
-  m oduł m on ito ra  ekranowego MERA- 7953N 
/C M  7209 N / ,
Konfiguracja  w iększa :
-  moduł podstawowy / p r o c e s o r ,  pam ięć  o p e ra ­
cy jn a / ,
-  moduł pam ięc i  dyskowej MERA-9450 
/C M  5401/ z k o n tro le re m  CM-5102,
-  m oduł p am ięc i  dyskowej M ERA-9450
/C M  5401/ bez k o n tro le ra  -  dołączony do po­
przed n ie j  pam ięc i  dyskowej,
-  moduł pam ięc i  na dysku e la s tycznym  SP 
55DE /C M  5608/,
-  m oduł d ru k a rk i  znakowo-m ozaikowej DZM- 
180 /C M  6302/,
-  m oduł m o n ito ra  ekranow ego MERA-7953 N 
'/CM 7209 N / -  dwa komplety,
-  moduł t r a n s m is j i  synch ron iczne j  szeregow ej 
SM -DP-11 -  opcja  dla pod łączenia  z s ie c ią  
kom puterow ą po p rzez  m odem .

•  A utom atyzac ja  ek sp e ry m en tu  naukowego 
K onfiguracja  m n ie jsza :
-  m oduł podstawowy / p r o c e s o r ,  pam ięć  o p e ra ­
cy jn a / .

-  moduł pam ięc i  dyskowej MERA-9450 /C M  
5401/ z k o n tro le re m  CM-5102,
-  m oduł pam ięc i  na dysku e las tycznym  SP 
55DE /C M  5608/,
-  m oduł d ru k a rk i  znakowo-mozaikowej DZM- 
180 /C M  6302/,
-  m oduł m o n ito ra  ekranowego MERA-7953 N 
/CM  7209 N / ,
-  m oduł SM-CAMAC.
K onfiguracja  w iększa:
-  m oduł podstawowy / p r o c e s o r ,  pam ięć  ope­
r a c y jn a / ,
-  moduł pam ięc i  dyskowej MERA-9450 /C M  
5401/ z k o n tro le re m  CM-5102,
-  moduł pam ięc i  dyskowej MERA-9450 /C M  
5401/ bez k o n tro le ra  -  dołączony do poprzed ­
niej pam ięc i  dyskowej,
-  moduł pam ięc i  na dysku e las tycznym  SP 
55DE /C M  5608/,
-  m oduł m o n ito ra  ekranowego MERA-7953 N 
/C M  7209/ w ra z  z d ru k a rk ą  trw a łe j  kopii 
DZM -180 /C M  6302/,
-  m oduł m on ito ra  ekranowego MERA-7953 N 
/C M  7209/,
-  m oduł CAMAC -  3 komplety,
-  moduł t r a n s m is j i  synchronicznej szeregow ej 
SM -DP-11 -  opcja  dla podłączenia  z s ie c ią  
kom puterow ą p o p rzez  m odem .

•  N auczanie  p rog ram ow an ia  na poziom ie pod­
stawowym dla ś re d n ic h  szkół technicznych  i 
szkół w yższych  o spec ja ln o śc iach  innych niż 
Inform atyka
-  moduł podstawowy /p r o c e s o r ,  pam ięć  o p e ra ­
c y jn a / ,
-  moduł pam ięc i  dyskowej MERA-9450 /C M  
5401/ z k o n tro le re m  CM-5102,
-  m oduł pam ięc i  dyskowej MERA 9450 /C M  
5401/ bez k o n tro le ra  -  dołączony do po p rzed ­
niej pam ięc i  dyskowej,
-  moduł d ru k ark i  znakowo-mozaikowej DZM- 
180 /C M  5302/,
-  m oduł m o n ito ra  ekranowego MERA-7953 N 
/C M  7209 N / ,
i  m oduł m u lt ip le k se ra  SM-DH 11 w ra z  z 16 
m o n ito ram i MERA-7953 N /C M  7209 N/ .
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mgr inż. TOMASZ KOŃCZYK

SYSTEM  AUTOMATYCZNEGO TESTOWANIA PAKIETÓW S A T - S M

System autom atycznego testowania  SAT-SM 
je s t  un iw ersa lnym  urządzen iem  do testowania 
pakietów cyfrowych, cyfrowo-analogowych lub 
analogowych. U niw ersa lność  system u polega 
rów nież  na tym , że m oże być wykorzystywany 
zarówno jako Bzybki t e s t e r  do kontroli jakości 
pakietów po montażu / d o b ry /z ły / ,  o raz  jako 
stanowisko uruchomieniowe pakietów. Może 
on rów nież spełniać ro lę  stanowiska urucho­
mieniowego pakietów w ośrodkach  serwisowych.

Aby sp ro s tać  tak sze ro k iem u  zastosowaniu  sy ­
s tem  SAT-SM m a budowę modułową. P o s z c z e ­
gólne moduły mogą występować lub nie, w sy ­
s te m ie  z tym, że je ś l i  występują, to ilość  Ich 
m oże być różna. Całą konfigurację  system u 
us ta la  s ię  pod kątem  określonych  po trzeb  użyt­
kow nika ,. Bazę sys tem u stanowi m inikom puter  
rodz iny  SM w raz  z m on ito rem  ekranowym o raz  
dysk iem  tw ardym . Rola poszczególnych u r z ą ­
dzeń je s t  oczyw ista:  m in ikom puter  je s t  jed n o s t­

Rys. 1. Schem at sy s tem u  SAT-SM
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Rys. 2. Schem at bloku cyfrowego

k ą  s t e ru ją c ą  całego sys tem u, dysk tw ardy  z a ­
w ie ra  sy s te m  operacy jny  o ra z  bibliotekę testów 
na pakiety , m on ito r  ekranowy j e s t  konsolą  ope­
r a to r a ,  Dodatkowo p rzew idz iana  j e s t  m ożliwość 
dołączen ia  KSR-180 jako u rządzen ia  do w ydru­
ków oraz 'doda tkow y dysk tw ardy  do rozbudowy 
biblioteki tes tów  i.u ła tw ien ia  kopiowania tes tów .

P ods taw ę  sy s tem u  SAT-SM jako t e s t e r a  s ta ­
nowią moduły um ożliw ia jące  w spó łp racę  z pa­
k ie tem  badanym. Moduły te łą c z ą  s ię  w bloki.
W s y s te m ie  SAT-.SM s ą  t rz y  rodza je  bloków:
-  blok cyfrowy, zaw ie ra jący  moduły um ożli­

w ia jące  kontro lę  pakietów cyfrowych,
-  blok analogowy, zaw ie ra jący  moduły p rz y ­
rządów  pom iarow ych o ra z  m a try c ,
-  blok zas i laczy  program ow anych , z a w ie ra ją ­
cy do c z te re c h  ź róde ł  napięć sta łych , u m oż li­
w ia jących  zas i lan ie  pakietu badanego.

Ww, bloki dołączone są  do m in ikom putera  
n ieza leżn ie  po p rzez  w spólną szynę. Obsługa 
p rog ram ow a bloków j e s t  rów nież n ieza leżna . 
T ak  więc is tn ie je  m ożliwość tw orzen ia  różnych  
konfiguracji  te s te ró w  do pakietów cyfrowych 
lub analogowych lub cyfrowo-analogowych.
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Blok cyfrowy
Blok cyfrowy służy do testowania  funkcjonal­

nego pakietów z e lem entam i cyfrowymi. R ys. 2 
p rzed s taw ia  jego sch em at  blokowy. Blok cy fro ­
wy m a budowę modułową, co pozwala na wypo­
sażen ie  go w dowolną ilość punktów kontrolnych. 
M aksym aln ie  może zaw ierać  511 punktów. P o ­
ziomy sygnałów w ejściowo-wyjściowe bloku cy­
frowego m ogą być dowolne. Pozw ala to te s to ­
wać pakiety  z e lem en tam i wykonanymi w r ó ż ­
nych technikach  /T T L ,  MOS, ECL itp. / .  Blok 
m oże zaw ierać  moduły nadajników - odbiorni­
ków o p rogram ow anych  poziom ach w zak re s ie  
¿14 V z ro z d z ie lc zo śc ią  20mV dla stanu wyso­
kiego o raz  i5 V  z ro z d z ie lc zo śc ią  5mV dla s ta ­
nu n iskiego. Ilość punktów w module wynosi 4. 
Moduły te  m ogą być łączone n ieza leżn ie  w dwie 
grupy o różnych  poziom ach sygnałów. Dla po­
ziom u TT L  s ą  specja lne  moduły zaw iera jące  
32 punkty. Blok cyfrowy można wyposażyć w

dowolną kom binację  ww. modułów. Każdy z 
punktów w modułach może być zarówno nadaj­
nikiem jak i odbiornikiem  sygnału. Inform acja  
dochodząca do niego z pakietu badanego może 
być porównywana z w zorcow ą /  zap isaną  w te ś ­
c ie /  lub nie. Is tn ie je  także możliwość g en ero ­
wania na dowolnym punkcie kontrolnym ciągu 
impulsów o zadanej i lośc i ,  częs to tl iw ośc i  i wy­
pełnieniu. M aksym alna często tliw ość  generow a­
nych impulsów wynosi 5 MHz, a Ich i lość  może 
wynosić 9999. M inimalna d ługość impulsu wy­
nosi 100 ns .  Dzięki wprowadzeniu dwóch sp e ­
cjalnych in s tru k c j i  is tn ie je  możliwość kontro­
lowania zm iany stanu punktu, na k tórym  n ie ­
znany j e s t  stan początkowy / te s tow an ie  n ieze-  
rowanego układu p a m ię ta jąceg o / .

P r a c a  bloku cyfrowego polega na sekwencyj­
nym wykonywaniu in s tru k c j i  zap isanych w t e ś ­
c ie  pakietu badanego. Dzięki zastosowaniu pa­

- s t a r t  wykonania in s tru k c j i  z p am ięc i  buforowej

T - m om ent porównania  stanów na punktach pak ie ­

tu  badanego ze s tan am i wzorcowym i

Rys. 3. Schem at wykonywania te s tu  p rz e z  blok cyfrowy

29



m ięc i  buforowej cykl wykonania jednej in s t ru k ­
c j i  te s tu  / z m ia n a  stanu na jednym p in ie /  wyno­
si 500ns. In s trukc je  g rupam i zapisyw ane są  do 
p am ięc i  buforowej, a nas tępn ie  wykonywane 
kończące  s ię  porów naniem  stanów. Schem at 
czasow y wykonywania in s t ru k c j i  p rzed s taw ia  
r y s .  3» P o rów nan ie  stanów pakietu badanego 
ze s tan am i w zorcow ym i zapisywanym i w t e ś ­
cie odbywa s ię  jednocześn ie  na w szystk ich  
punktach t e s t e r a  /o c z y w iśc ie  z w yłączeniem  
punktów, k tó rych  s tan  zo s ta ł  zadeklarow any 
jako n ie sp raw d zo n y / .  Sekwencyjność wykony­
wania in s t ru k c j i  j e s t  w s trzym yw ana  spec ja lną  
in s t ru k c ją ,  pozw ala jącą  "p rog ram ow ać  c z a s"  
w z a k re s ie  od 500 ns  do 9, 99 s.

P r a c a  bloku cyfrowego p rzeb ieg a  w takt ge­
n e r a to r a  w ew nętrznego 10MHz. Dodatkowo j a ­
ko opcja is tn ie je  m ożliw ość dołączenia  g e n e ra ­
to ra  zew nętrznego , np. z pak ie tu  badanego, co 
daje  m ożliw ość  synchronicznej p ra c y  obiektu 
badanego z blokiem, tak  jak  życzy sobie tego 
użytkownik. G e n e ra to r  zew nętrzny  nie może 
m ieć  w yższe j  częs to t l iw o śc i  niż 10MHz.

Dla u łatw ien ia  p ra c y  o p e ra to ra ,  blok cyfrowy 
wyposażony j e s t  w pulpit o p e ra to ra .  Podzespó ł

ten  uspraw nia  wybór reż im ów  p racy  sys tem u  
s te ru jąceg o .  Staje s ię  on rów nież  niezbędny 
wówczas,gdy o p e ra to r  u ru ch am ia jący  pakiety 
m a  za ję tą  rę k ę  dodatkowym p rz y rz ą d e m  pom ia­
rowym  /so n d a  oscyloskopu, sonda do lo k a l iza ­
cji itp. / .

In teg ra lną  c z ę ś c ią  bloku cyfrowego j e s t  ró w ­
nież sonda loka lizacy jna . P r z y  je j  pomocy o p ro ­
gram ow anie  lokalizacy jne  zdejm uje  stany "we­
w n ą trz "  pakie tu  badanego, tzn. punkty n iedos­
tępne ze z łącza .  Sonda loka l izu jąca ,o p ró cz  s ta ­
nów w danym punkcie, bada i sygnalizuje  popraw ­
ność  poziomów napięć stanów logicznych, obec­
ność impulsów jak  rów nież pewność kontaktu 
sondy do punktu badanego.

Blok za s i laczy  program ow anych
Blok zas i laczy  p rog ram ow anych  służy do za ­

s i lan ia  pakietu  badanego. W skład bloku wcho­
dzić m oże dowolna kom binacja  do c z te r e c h  n a s ­
tępujących  program ow anych  ź ródeł:
-  z a s i lacz  i 6V, 6A z ro z d z ie lc zo śc ią .p rą d  6mA, 
nap ięc ie  6mV,
-  z a s i lacz  *161^, 2A z ro z d z ie lc zo śc ią ,  p rąd  
2mA, napięcie-16mV,
- z a s i lacz  ~32V, 1A z ro z d z ie lc zo śc ią ,  p rąd  
Im A, napięcie  32mV.
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System SAT-SM, zarówno pod w zględem opro­
gram ow ania ,  jak  i konstrukcyjn ie  przygotow a­
ny j e s t  do za instalow ania  dwóch bloków z a s i la ­
czy, Stwarza to znaczne m ożliw ości różnych  
kom binacji  ź ródeł zasila jących .

Blok analogowy
Blok analogowy je s t  e lastycznym  zespołem  

przy rządów  pom iarow ych 1 m a try c , łączący ch  
je  z punktam i pakietu badanego. P os iada  on 
w ew nętrzny  in te r fe js ,  co pozwala na dowolne 
k sz ta łtow anie  jego konfiguracji.  Schemat 
k sz ta łtow ania  konfiguracji bloku analogowego 
p rzed s taw ia  r y s .  4. Ogólnie w bloku analogo­
wym można wyróżnić t r z y  typy modułów:
-  moduły p rzy rządów  pom iarowych,
-  moduły m a try c  torów,
-  moduły m a try c  roz łącznych .

Moduły p rzyrządów  pom iarowych, k tórych  
m aksym aln ie  m oże być 16, są  dowolną kom bi­
nac ją  nas tępu jących  u rządzeń :
-  g e n e ra to r  nap ięc ia  s ta łego z p o m ia rem  p r ą ­
du wyjściowego generowane napięcie  -18V, 
p rąd  wyjściowy 0, l^t-AtlA,
-  g e n e ra to r  prądu  sta łego z p o m ia rem  nap ię ­
c ia  wyjściowego generowany p rąd  0, At-IA, 
nap ięc ie  wyjściowe ¿18V,
-  a m p e ro m ie rz  0, l^iAł-lA,
-  w o ltom ie rz  i l 8V,
-  p rzy rząd y ,p o m ia ro w e  zew nętrzne  dołączone 
p r z e z  użytkownika lub r a  życzenia użytkowni­
ka p rz e z  producenta .

P r z y r z ą d y  te p os iada ją  p a ra m e t ry  w pełni 
p rog ram ow ane  z te s tu  kontrolnego p rzy  pom o­
cy odpowiednich in s trukc ji  języka  PASAT. L i ­
s ta  tych p rzy rządów  j e s t  s ta le  ro z s z e rz a n a .
Tak  więc w na jb liższe j  p rz y sz ło śc i  znajdą się 
na niej p rzy rząd y  zm iennoprądowe, m ie rn ik i

po jem ności i indukcyjności itp. Z w szystk ich  
p rzyrządów  znajdujących s ię  obecnie w bloku 
analogowym p rzy  każdym p o m iarze  może być 
w ykorzystanych do c z te re ch  u rządzeń . Dołą­
czone są  one wtedy do tzw. to ru  pomiarowego. 
Każdy to r  pom iarow y m a w łasną  m a try c ę ,  o 
po jem ności do 128 punktów. Każda m a try ca  
sk łada  s ię  z modułów, k tó rych  są  dwa ro d z a ­
je .  P ie rw s z y  z nich łączy  to r  pom iarowy na 
1 z 64 punktów, drugi n a tom ias t  łączy tor  na 
dowolne z 32 punktów.

Blok analogowy m oże być wyposażony dodat­
kowo w m a try c ę  tzw. ro z łączn ą .  M atryca  ta ma 
za zadanie łączenie  punktów kontrolnych bloku 
cyfrowego i analogowego na punkt wspólny b a ­
danego pakietu. Daje to  m ożliw ość testow ania 
pakietów cyfrowych zarówno pod względem 
funkcjonalnym / z  bloku cyfrow ego/ jak  i p a r a ­
m e trycznym  / z  bloku analogow ego/. M atryca  
ta  pozwala rów nież  na pos iadanie  jednolitego 
sy s tem u  adapterów  dla pakietów analogowych 
i cyfrowych tego sam ego s tandardu  m echan i­
cznego.

System SAT-SM je s t  bardzo e lastycznym  i 
un iw ersa lnym  te s te r e m  pakietów. K onstrukcje  
sp rz ę tu  i oprogram ow ania  pozwalają  na jego 
rozbudowę i m odyfikacje. P rz e d e  w szystk im  
planowana j e s t  rozbudowa bloku analogowego.

Da to m ożliw ość pełn ie jszego  i szybszego 
spraw dzan ia  pakietów z e lem en tam i d y sk re t ­
nym i /m e to d a  p om iaru  poszczególnych e lem en ­
tów /.  Ponadto przew iduje  s ię  u tw orzenie  loka­
l iz a c j i  błędów na pakie tach  analogowych nie 
m etodą  p om ia ru  w szystk ich  e lem entów ,a le  po­
p rz e z  ana lizę  wyników pom iarów  w punktach 
ch a rak te ry s ty czn y ch .

im u lin
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mgr inż. ARTUR SZYSZKÓWSKI

TENDENCJE ŚWIATOWE A REALNE PROBLEMY 
TESTOWANIA PAKIETÓW W KRAJU

Z o b se rw ac j i  aktualnego rynku światowego 
wynika, że dom inują  dwa podstawowe typy t e ­
s te rów  - do tes tow ania  i u ru ch am ian ia  p ak ie ­
tów, tj. tzw, t e s t e ry  obwodowe / iii C ircu it /  i 
t e s t e r y  funkcjonalne. Dynam iczny rozwój m o ­
żna odnotować w dziedzin ie  te s te ró w  obwodo­
wych, k tó re  z k lasycznej funkcji te s te ró w  
wstępnych p rz e k sz ta łc i ły  s ię  w te s te ry  z a s a d ­
n icze  " / r y s ,  J / ,  p rzy  p rz e su n ię c iu  c ię ż a ru  
tes tow ania  funkcjonalnego na gotowy wyrób.

P rzyczyny  popu larnośc i  te s te ró w  
obwodowych 

P rzy czy n y  popu larnośc i  te s te ró w  obwodowych 
s ą  nas tępu jące :
1, Rozwój m asow ej, w ie lkosery jne j  produkcji

u rządzeń  e lek tron icznych , szczególn ie  m ik ro ­
kom puterowych, k tóry  spowodował:
-  zwiększenie  zapotrzebow ania  na u rządzen ia  
te s tu ją c e ,  w tym na te s te ry  wstępne - obwodowe 
jako tańsze ,  o szczęd za jące  p ra c ę  te s te ró w  fun­
kcjonalnych w testowaniu selekcyjnym  i w na­
p raw ach,
- re la tyw ne obniżenie kosztów m a try c  szp ilko ­
wych, specja lizow anych  dla konkretnych pak ie ­
tów,
- zwiększenie  zapotrzebow ania  na usługi p r o ­
jektantów - technologów testow ania , poszukiw a­
nia te s te ró w  z łatwym oprogram ow aniem ,
- zwiększenie  s ta ra n n o śc i  dopracowania  i s ta n ­
d a ry zac j i  konstrukc ji  /w ym agane  p rzy  m ech a ­
nizacji  i au tom atyzacj i  p rocesów  w ytw órczych / .

Rys. 1. O rgan izac ja  gniazd tes tow ania  i u rucham ian ia  pakietów



co o g ran icza  m ożliw ości n iedopracowania  fun­
kcjonalnego i u s te re k  funkcjonalnych /np . ha­
z a rd y /  wyrobów.

2. W zrost  in teg rac j i  bazy podzespołowej.
W zrost  in teg rac j i  podzespołów spowodował 
znaczny w z ro s t  kom plikacji funkcjonalnej p a ­
kietów i kom plikacji  projektowania testów, 
obniżając  jednak m ożliwość uzyskania pełnej, 
kompleksowej au tom atyzacji  tego p ro jek tow a­
nia. Z integrow anie  specjalizowanych obwodów 
pom iarow ych znacznie obniżyło gabary ty  i ko­
sz ty  wielopunktowych te s te rów  obwodowych,

3, W prowadzenie podstawek pod układy scalone. 
Zastosow anie  podstawek, szczególn ie  pod ukła­
dy LSI i VLSI wprowadzone jako m echanizm  
obronny p rzed  n iszczen iem  drogich elementów 
w p ro c e sa c h  urucham ian ia ,  ułatwiło tes tow a­
nie pakietów /b e z  elementów na podstaw kach/,  
zw iększając  skuteczność i szybkość wykrywa­
nia i napraw  u s te re k  montażowych. U m ożliw i­
ło także, dla n iektórych wyrobów, p rz e n ie s ie ­
nie p ro c e su  testowania  funkcjonalnego p ak ie ­
tów do gniazda u rucham ian ia  wyrobu.

Rozwój te s te rów  funkcjonalnych 
P opu larność  te s te ró w  obwodowych nie zm nie j­

szy ła  za in te resow an ia  te s t e r a m i  funkcjonalny­
m i.  Zarówno producenci jak i użytkownicy zgo­
dnie bowiem po tw ierdza ją  opinie o znacznej 
p rzew ad ze  te s te ró w  funkcjonalnych w sku tecz ­
ności wykrywania u s te re k .  Wiele f i rm  p row a­
dzi sy s tem atyczne  p ra c e  rozwojowe, dążąc do 
zw iększenia  szybkości działania  te s te rów , zbli­
żenia  dynamiki testow ania do warunków rz e c z y ­
w is te j  p racy  pakietów w wyrobach; r o z s z e r z a ­
ją c  gam ę i zw iększając  dokładność zakresów  
pam ięciow ych. P row adzone s ą  intensywne p r a ­
ce nad oprogram ow aniem , k tórych  ce lem  są  
u łatw ienia  w projektowaniu testów i zw iększe­
nie szybkości loka lizac ji  u s te re k .  Koszty  t e s ­
te rów  funkcjonalnych są  jednak 1 , 5 - 5  razy  
w yższe  od obwodowych.

Specyfika technologii testow ania 
pakietów w kra ju  

Warunki o rgan izacy jno -techn iczne  tes tow a­
nia pakietów w P o lsc e  są  odmienne od w arun­
ków w ystępujących w fabrykach  krajów ro zw i­
n iętych. P rz e d e  w szystk im  w w iększośc i na­
szych  fabryk, p rodukcja  pakietów m a c h a ra k ­
t e r  jednostkowy, m a ło se ry jn y  lub ś r e d n io se -  
ry jny , n a to m ias t  a so r ty m e n t’typów w ytw arza­
nych pakietów je s t  bardzo sze rok i .  P rodukc ję  
w k ra ju  cechują: n ie ry tm iczn o ść ,  n ies tab ilność  
konstrukcy jna  / l i c z n e  zmiany i odstępstw a m a- 
te r ia ło w o -e lem e n to w e / ,  b rak  dostatecznego 
dopracowania  konstrukcyjnego, zapew niające­
go podatność- pakietów do zastosow ania  zau tom a­

tyzowanych, czy zmechanizowanych procesów  
m ontażu i kontro li .  P rz y c z y n ą  n ie technologicz- 
ności wielu konstrukcji  bywa częs to  nieekono­
m iczne  podejśc ie  k o ns truk to ra  do problemów 
tes tow alności / lu b  s z e rz e j  -  p rod u k c j i / ,  po le ­
gające np. na zastosowaniu  do u rządzeń  m ode- 
lowo-prototypowych specjalnych, w yspec ja li­
zowanych elementów i podzespołów, m im o że 
w produkcji se ry jne j  zapewnienie takich s a ­
mych elementów i podzespołów je s t  z różnych 
powodów nie rea lizow alne .

Zasygnalizowana sytuacja , w ym uszając  n ie ­
jako w tórnie  / z e  względów techniczno-ekono­
m icznych / n iski s topień m echan izac ji  p roduk­
cji, powoduje nadm ie rn ie  zwiększone z a p o trze ­
bowanie na p ro cesy  te s tu jące ,  bowiem do wa­
runków obiektywnych dochodzą subiektywne błę­
dy p e rsone lu  wytwórczego.

W przec iw ieństw ie  do krajów rozw iniętych 
dysponujemy stosunkowo l iczn ą  kadrą ,  k tóra  
m oże być w ykorzystana  w przygotowaniu i rea l i  
zac ji  p rocesów  testow ania . Jednakże  słabe wy­
posażenie  apa ra tu row e  powoduje, że kadra  ta 
m us i  mieć bardzo wysokie kwalifikacje, j e s t  
m ało  wydajna, a w ykorzystan ie  potencjalnych 
zasobów niżej kwalifikowanych je s t  utrudnione,

Do krajowej specyfiki problemów testowania  
należy  oczekiwanie, że testow anie  np. pak ie ­
tów powinno za radz ić  błędom występującym we 
w szystk ich  p ro cesach  i o p e rac jach  p o p rzed za ­
jących , od konstrukc ji  do m ontażu. Zapomina 
s ię  p rzy  tym o kosztach  testowania /a p a ra ty ,  
przygotowania  technologicznego, o pera to rk i ,
. . .  / ,  a n a tom ias t  wymaga, aby było ono Ideal­
nie skuteczne, łatwe, mato pracochłonne.

Specyfika sys tem u tes tu jącego , 
przydatnego w warunkach krajowych

J e ś l i  wziąć pod uwagę zasygnalizowaną wyżej 
sy tuac ję  w warunkach krajow ych podstawowym 
te s te r e m  m oże być tylko un iw ersa lny  sys tem  
testowania  funkcjonalnego, zapewniający:
-  dużą skuteczność  testowania ,
-  dużą p rzepus tow ość  testow ania ,
-  ła tw ą adaptow alność  i p rz e z b ra ja ln o ść  do r ó ż ­
nych typów pakietów.

System taki ponadto powinien być wyposażony 
w dobre  oprogram ow anie ,  zapewniające: wspo­
m aganie  projektowania  testów, łafwość o p e ra ­
to r s k ą  obsługi sys tem u o raz  w spomaganie lo ­
k a l izac ji  uszkodzeń w pakietach. Podtawową 
za le tą  t e s t e r a  w obecnej sy tuacji gospodarczej 
P o lsk i  m us i  być jego dostępność za złotówki, 
tzn. m us i  być produkowany i konserwowany w 
k ra ju .  T ak im  sy s tem em , w przekonaniu  au to­
r a ,  j e s t  sy s tem  SAT-SM produkcji  FMiK ERA, 
opisany  .szczegółowo w dalszych a rtykułach .
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1. Funkcjonalny podzia ł oprogram ow ania  sys tem u  SAT-SM

mgr GRZEGORZ BETLIŃSKI
/

O P R O G R A M O W A N IE  SYSTEMU S A T - S M

C h arak te ry s ty k a  ogólna 
op rog ram ow an ia  sy s tem u  SAT-SM 

SAT-SM je s t  wielomodułowym zadaniem  o 
s t ru k tu rz e  nakładkowej, p racu jący m  pod nadzo­
r e m  sys tem u operacyjnego  DOS-RW. P r z e z n a ­
czony j e s t  do tes tow ania  pakietów cyfrowych, 
analogowych i m ieszanych .  Może być w ykorzy­
stywany rów nież do sp raw dzan ia  e le k tro n ic z ­
nych elem entów dyskre tnych , takich  jak  np. 
układy sca lone . Podstawowe funkcje r e a l iz o ­
wane p rz e z  oprogram ow anie  sys tem u  p rz e d ­
stawiono na pon iższym  sch em ac ie .

P ro jek tow anie  testów diagnostycznych 
Testow anie  pakietów rea l izow ane  j e s t  wg 

tzw. tes tu ,  to j e s t  ciągu in s tru k c j i  s te ru jący ch  
p r a c ą  t e s t e r a .  Do konstruow ania  testów zos ta ł  
opracow any zorientowany problem ow o, pseudo- 
na tu ra lny  język wysokiego poziomu PASAT 
/P ro je k to w a n ie  A lgorytm ów Systemu A utom a­
tycznego Testow ania ,/ .  Język  ten zaw ie ra  m. in. 
op isane  n iżej grupy in s tru k c j i :
/1 /  C y f r o w e  i n s t r u k c j e  p i o n o ­
w e .  —

In s trukc je  tej grupy s łużą  do w ym uszania  od­

powiednich stanów /poz iom ów / na pinach, jak 
rów nież  do us ta lan ia  dla nich okreś-lonych s ta ­
tusów /w e jś c ie -w y jś c ie ,  sp raw d zan y -n ie sp raw -  
dzany/„ A rgum en tam i tych in s tru k c j i  s ą  sche-  
m atowe nazwy pinów. Cyfrowe in s tru k c je  pino- 
we dzie l im y  na t rz y  grupy: p ro s te ,  warunkowe 
i szablony. In s trukc je  pinowe warunkowe um o­
ż liw ia ją  odwoływanie s ię  do pinów, k tó re  ak tu­
a ln ie  /p o d c z a s  te s to w an ia /  m a ją  wymuszone 
o k re ś lo n e  stany i s ta tu sy ,  Szablon j e s t  k o n s tru ­
kc ją  ję z y k a ,s łu ż ą cą  do cyklicznego modyfikowa­
nia stanów, zarówno zadawanych na w ejśc iach , 
jak  i oczekiwanych na w yjśc iach  wg jednego z 
p ięciu  nas tępu jących  16-bitowych kodów: 
pseudolosowego, ya, b inarnego, płynnej 1 , 
płynnego 0.

/ I I /  C y f r o w e  i n s t r u k c j e  s t e ­
r u j ą c e .

Ta grupa in s tru k c j i  s łuży do bezpośredniego 
s te row an ia  p ra c ą  bloku cyfrowego t e s t e r a .  
In s trukc je  tej grupy u s ta la ją  m. in, s trobow a- 
nia, m om enty  próbkowali, częs to tliw ość  wew­
nę trznego  ze g a ra  t e s t e r a  itp,

l
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/ I I I /  I n s t r u k c j e  a n a l o g o w e .
In s trukc je  tej grupy um ożliw iają  u tworzenie  

do c z te re c h  torów pom iarowych, p rz e s ła n ie  
p a ra m e tró w  i re a l iz a c ję  pom iarów  przebiegów 
analogowych.

/ I V /  I n s t r u k c j e  u s t a l a j ą c e  
p a r a m e t r y  z a s i l a c z y  p r o g r a ­
m o w a n y c h .

In s trukc je  te u s ta la ją  jedynie w ielkości na- 
pięcih i p rądu, wymagane w danym punkcie 
z a s i lan ia  pakietu. Wybór optymalnego z a s i la ­
cza  bealizowany je s t  autom atycznie  p rz e z  sy­
s tem  podczas  obsługi tych in s trukc ji  w p ro c e ­
sie  testow ania .

/V</ I n s t r u k c j e  s t e r u j ą c e  w y ­
k o n a n i e m  t e s t u .

Są to in s tru k c je  typu:
- skoki warunkowe i bezwarunkowe,
-  i t e r a c je  fragm entów lub całego testu ,
-  podprogram y,
-  za trzy m an ie  p ro cesu  testowania /w arunkow e 
i bezw arunkow e/.

/V I /  M a k r o i n s t r u k c j e .
Służą do sk racan ia  form y źródłowej testu .

F ra g m e n t  oprogram ow ania  sys tem u  SAT-SM 
wykorzystywany do uzyskiwania wynikowej fo r ­
my te s tu  diagnostycznego przedstaw iono sche ­
m aty czn ie  na r y s .  2.

P ro jek tow anie  testów lokalizacyjnych
By móc sko rzy s tać  z au tom atycznej lokali­

zac ji  błędu na badanym pakiecie  należy, oprócz  
te s tu  wynikowego, utworzyć dodatkową s truk tu ­
r ę ,  tzw. sieó po łączeń pakietu i w zorce  / s y g n a ­
tu r y /  z w szystk ich  jego węzłów. Sieć po łączeń 
pakietu odzw ierc ied la  rzeczyw is ty  układ jego 
e lek trycznych  połączeń, n a tom ias t  w zorce  zbie­
ra n e  s ą  z pakietu wzorcowego podczas  tzw. 
generac ji  s iec i  połączeń. Sieć po łączeń tworzona/ 
je s t  w sposób ] półautom atyczny, tzn. w tryb ie  
konw ersacyjnym  sys tem  podaje nazwę in te re s u ­
jącego  go węzła, n a tom ias t  p ro jek tan t  tes tu  w 
odpowiedzi specyfikuje w szystk ie ,  sąs iednie  
w stosunku do niego węzły. Tak utworzona a l ­
fanum eryczna  sieć połączeń poddawana je s t  kon­
w e rs j i ,  w wyniku k tóre j powstaje zbiór dyskowy 
odpowiadający je j .  Następnie, podczas p racy  
modułu g en erac j i  s iec i ,  zb ie rane  są  sygnatury  
z węzłów pakietu wzorcowego, k tóre ,  podobnie 
jak  sam a  s ieć ,  zapisywane są  w odpowiednim 
zb io rze  dyskowym. Moduły p rogram ow e s y s te ­
mu SAT-SM, związane z au tom atyczńą loka li­
zac ją  błędu, p rzys tosow ane  są  do obsługi pakie­
tów, k tórych  s iec i  po łączeń sk łada ją  s ię  na nie 
w ięcej niż 4095 węzłów i 64535 kraw ędzi.

U S P -  Utworzenie s iec i  połączeń pakietu.
KSP -  K onw ersja  s iec i  po łączeń  pakietu.
GSP -  G enerac ja  wzorców dla węzłów s iec i .

Rys. 2. P ro c e s  konstruow ania wynikowej form y tes tu  d iagnos­
tycznego

E -  Edycja  te s tu .  Służy do konstruowania  no­
wych lub modyfikowania już is tn ie jących  ź ró ­
dłowych a lfanum erycznych  fo rm  testów.

K -  K onw ers ja  te s tu .  RealizUje t łum aczenie  
fo rm y  źródłowej te s tu  na odpowiadającą jej 
fo rm ę  w ew nętrzną  /b in a r n ą / .

G -  G enerac ja  tes tu .  T e s t  j e s t  autom atycznie  
"popraw iany" w oparc iu .o  pakiet wzorcowy. 
J e j  re z u l ta te m  je s t  wynikowa fo rm a  testu .  
E tap  gen erac j i  te s tu  może być pom inięty  w 
przypadku testów zupełnych /  zaw iera jących  
kom plet stanów oczekiw anych/.
D T Z  -  D ruk  te s tu  źródłowego. Na te rm in a l  
lis t ingów  wyprowadzany j e s t  l is t in g  te s tu  ź ró ­
dłowego.
DTW -  Druk te s tu  wynikowego.

MSP -  Modyfikacja s iec i  /ź ró d ło w e j / .
DSP -  Druk s iec i  po łączeń pakietu.-

U ruchom ienie  i  napraw a pakietów
P r o c e s  testow ania  rea lizow any jeą t  zgodnie 

z ins trukc jam i,  s tanow iącym i te s t  danego typu 
pakietu. Istotny wpływ na p ro c e s  testowania 
m a rów nież o p e ra to r  dzięki tzw. R e jes trow i 
Kluczy T e s te r a .  Zaw artość  tego R e je s t ru  może 
być modyfikowana zarówno z pulpitu o p e r a to r ­
skiego t e s t e r a ,  jak  i z k law ia tury  te rm in a la .  
P oszczegó lne  bity tego R e je s t ru  m a ją  nas tęp u ją ­
ce  znaczenie :

BO -  Wykonanie warunkowe. W P a s a c ie  is tn ie je  
in s tru k c ja  WSKOK, k tórej wykonanie z a le ­
żne j e s t  od stanu tego bitu. J e ś l i  BÓ=1, to 
in s tru k c ja  ta je s t  równoważna skokowi bez­
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warunkowem u, na to m ias t  w przeciw nym  
wypadku in s tru k c j i  pus te j .  K lucz ten um o­
żliwia tw orzenie  pę tli  te s tu  o czas ie  trw a­
nia zależnym  od o p e ra to ra .

BI -  Selekcja. J e ś l i  B l= l ,  to p ro c e s  testow ania  
będzie rea lizow any  tylko do chwili wykrycia 
p ie rw szego  błędu. K lucz ten umożliwia 
więc tzw. "testow anie  go /n o -g o " .  Klucz 
ten blokuje dz ia łan ie  pozosta łych  kluczy.

B2 -  Stop po błędzie . J e ś l i  klucz ten  j e s t  aktyw­
ny /1  / ,  to po wykryciu p ie rw szego  błędu 
tes tow anie  zos tan ie  z a trzy m an e  i sy s tem  
p rze jd z ie  w stan oczekiwania  na p r z e r w a ­
nie od pulpitu o p e ra to rsk ie g o  i k law iatury  
te rm in a la .

B3 -  P r a c a  krokowa. W ykorzystując ten klucz, 
o p e ra to r  m oże spowodować, że po każdym 
z rea lizow anym  kroku te s tu  / c iąg  in s t ru k ­
cji zakończony in s t ru k c ją  te s tow an ia /  sy­
s tem  będzie p rzech o d z i ł  w s tan  CZEKAJ. 

B4 -  Druk błędów. J e ś l i  k lucz  ten je s t  aktyw­
ny, to w szystk ie  w ykryte  podczas p ro c e ­
su tes tow ania  błędy będą wyprowadzane 
na te rm in a l  listingów.

B5 -  Druk in s tru k c j i .  J e ś l i  B5=l, to p rzed  wy­
konaniem fo rm a  źródłowa każdej in s t ru k ­
cji  będzie w yśw ietlana na te rm in a lu  ope­
r a to r s k im .

B 6 -  Odłącz /d o łą c z /  zas i lan ie .  K lucz ten u-  
m ożliw ia wyjmowanie pakietu z ad ap te ­
r a  podczas  chwilowego z a trzy m an ia  p r o ­
cesu  testow ania .

B7 -  G e n e ra to r  wolny. J e ś l i  B7=l, to te s to w a­
nie będzie p rzeb iega ło  p rzy  wyłączonym 
g e n e ra to rze  100kHz,

B8 -  L o k a l izac ja .  J e ś l i  klucz ten j e s t  aktywny, 
to po wykryciu  p ie rw szeg o  błędu sy s tem
p rz e jd z ie  do iokalizow ania  uszkodzenia ,

B9 -  Stop warunkowy.W  P a s a c ie  i s tn ie je  i n s t r u ­
kcja  STOPW, k tó re j  wykonanie za leżne 
j e s t  od stanu tego bitu. J e ś l i  B9=l, to in­
s t ru k c ja  będzie powodowała p rz e j ś c ie  sy­
s tem u  w stan  CZEKAJ, W przec iw nym  
przypadku in s t ru k c ja  ta będzie ignorowa­
na.

B 1 0 -  P r a c a  " ro zk az  po zakaz ie" .  J e ś l i  B10 = l ,  
to po wykonaniu każdej in s tru k c j i  system ' 
będzie p rzech o d z i ł  w s tan  CZEKAJ.

B i l  -  P ę t l a  do błędu. Klucz ten um ożliw ia za-  
pę tlen ie  f ragm en tu  te s tu  od jego początku 
do punktu, w k tó rym  zos ta ł  w ykryty  p i e r ­
wszy błąd.

Dodatkowo, podczas tes tow ania  pakietu , ope­
r a t o r  m a  m ożliwość rea lizow ania  n iżej op isa ­
nych o p e ra c j i  in re jow anych  z k law ia tu ry  t e r m i ­
nala:

/ I /  P r o g r a m o w a n i e  r e j e s t r ó w  
s t a r t  /  s t o p ,

W sy s te m ie  p rzew idz iane  zostały: 1 r e j e s t r  
s t a r tu  i 8 r e j e s t ró w  stopów. R ea l izac ja  te s tu  
rozpoczyna  s ię  od jego  początku lub od a d r e ­
su, s tanow iącego zaw ar to ść  r e j e s t r u  s ta r tu .  
J e ś l i  r e a l i z a c ja  te s tu  dojdzie do punktu, k tó­

rego  a d r e s  j e s t  identyczny z z aw ar to śc ią  któ­
re g o ś  z re je s t ró w  stopu, to p ro c e s  testowania  
zostan ie  za trzym any  i sy s tem  p rze jd z ie  w stan 
CZEKAJ. Z każdym z 8 r e je s t ró w  stopu zwią­
zany j e s t  l iczn ik  p r z e j ś ć ,  k tórego w artość  m o­
że być również ustalona p rz e z  o p e ra to ra .  J e ś l i  
w a r to ść  tego liczn ika  j e s t  różna  od 1 i np. n, 
to sy s te m  będzie p rzech o d z i ł  w s tan  CZEKAJ 
dopiero  po n - tym  osiągn ięc iu  a d re su ,  s tano -  .
w iącego zaw artość  r e j e s t r u  stopu związanego 
z tym  l iczn ik iem .

/ I I /  W e k t o r .
W stan ie  CZEKAJ sy s tem u  możliwe je s t  wy­

św ie tlen ie  na te rm in a lu  listingów: 
a /  h is to r i i  pinu, tzn. ciągu in s tru k c j i  dotyczą­
cych tego pinu i z rea l izow anych  podczas do­
tychczasowego p rzeb iegu  tes tu ,  
b/  prognozy dla pinu, tzn. ciągi in s trukc ji  
zw iązanych z tym  pinem , k tó re  będą wykona­
ne, j e ś l i  da lsze  tes tow anie  będzie przeb iega ło  
zgodnie z da lszą ,  niewykonaną dotychczas 
c z ę ś c ią  te s tu .

Drukowanie w ek to ra  szczegó ln ie  przydatne  
j e s t  podczas sp raw dzania  niewygodności tes tu .

/ I I I /  W s t a w k a .
W dowolnym m om encie  p ro c e su  testow ania  

o p e ra to r  m a  m ożliw ość u tw orzenia  własnego 
bloku in s tru k c j i  / s p o z a  te s tu  w łaśc iw ego /.
Blok ten m oże być nas tępn ie  wykonany p rz e z  
sy s tem , po czym  o p e ra to r  m oże kontynuować 
w s trzy m an y  te s t  lub konstruow ać nas tępną  
w stawkę.

/ IV /  S t a n y  n a  p i n a c h  c y f r o ­
w y c h .

W dowolnym m om encie  p ro c e su  tes tow ania  
o p e ra to r  m oże wyświetlić  na ek ran ie  te rm in a la  
s tany ustalone na In te re su jące j  go grupie  pinów 
cyfrowych. Może uzyskać różne  p rz e k ro je  zbio­
r u  badanych pinów, np. piny w ejściow e, sp raw ­
dzane z ustaw ionym i s tanam i n isk im i itp.

P e łny  zestaw  dostępnych dla o p e ra to ra  pod­
c z a s  tes tow ania  o p e ra c j i  m ożna uzyskać na e- 
k ran ie  te rm in a la  /m e n u / .  Podobnie podczas 
re a l iz a c j i  każdej o p e rac j i  je j  opis , w raz  z m o­
żliwymi dz ia łan iam i o p e ra to ra ,  m oże być uzy­
skany na żądanie  o p e ra to ra  na ek ran ie  te rm ina la .

Biblioteka testów
P o d sy s tem  obsługi dyskowej biblioteki testów 

sk łada  s ię  z p rogram ow ych  modułów, zapewnia­
jących  w szystk ie  n iezbędne funkcje do je j  w ła­
śc iw ej o rg an izac ji .  Modułami tym i są:
FOR -  Form atow an ie  k a se t  dyskowych.
INI -  Inicjowanie k a se t  dyskowych. Na k a s e ­
tach  tworzona j e s t  s t ru k tu ra ,  niezbędna do te ­
go, by można je  było w ykorzystać  w sy s tem ie  
SAT-SM.
KAT -  Zakładanie  na kase tach  dyskowych no­
wych katalogów.
KT -  Kopiowanie testów . Możliwe j e s t  kopio­
wanie pojedynczych tes tów  lub grup tes tów  z
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Rys. 3. P ro c e s  konstruowania  s t ru k tu r  testów lokalizacyjnych

katalogu do katalogu,znajdującego się  na tym 
sam ym  lub innym dysku.
UT -  Usuwanie pojedynczych testów lub grup 
testów.
KK -  Kopiowanie k ase t  dyskowych.
DK -  Drukowanie katalogów.

O program ow anie  dla k onse rw a to ra  system u 
W skład oprogram ow ania  sys tem u SAT-SM 

wchodzą dwa sys tem y  wykorzystywane p rz e z  
konserw atorów  do testowania  i naprawy p o sz ­
czególnych u rząd zeń  t e s t e r a .
/ I /  System TOC służy do testowania s ta n d a r ­
dowych u rząd zeń  składowych m in ikom putera  SM 
1300,tak ich  jak:
-  p ro c e s o r ,
-  pam ięć  operacyjna ,
-  dyBki,
-  te rm in a le .
/ I I /  System AUTOTEST p rzeznaczony  j e s t  do 
testow ania  u rządzeń  specjalizowanych t e s te r a ,  
a więc m, i n . :
-  bloku cyfrowego,
-  bloku analogowego,
-  za s i laczy  program ow anych,
-  sondy loka lizacy jne j.

Sprawdzanie dzia łan ia  u rząd zeń  spec ja lizow a­
nych t e s t e r a  rea lizow ane  je s t  autom atycznie  
p odczas  s ta r tow an ia  sys tem u  SAT-SM. Z aró w ­
no TOC jak  i AUTOTEST um ożliw ia ją  konse rw a­
torowi r e a l iz a c ję  niezbędnych czynności,zw ią­
zanych z tes tow an iem  urządzeń .  Między inny­
m i n a le ż y  do nich za liczyć: 
a /  wybór w łaściw ego testu , 
b /  zapę tlan le  poszczególnych testów i grup 
tes tów ,
c /  w ybór reż im ó w  p ra c y  testów , 
d/  dostęp  /o d c z y t / z a p i s /  do r e je s t ró w  stanu, 
s te ru ją c y c h  l buforowych u rządzeń .

Zasady  uprzywilejowania użytkowników
Zbiór w szystk ich  użytkowników sys tem u SAT- 

SM można podzielić  na następu jące  grupy:

/ I /  A d m i n i s t r a t o r  s y s t e m u .
Ma zapewniony dostęp do w szystk ich  modu­

łów wchodzących w skład oprogram ow ania  sy­
stem u SAT-SM, a za tem  może rea lizow ać  
w szystk ie  jego  funkcje.
/ I I /  K o n s e r w a t o r  s y s t e m u .

Dla konserw atorów  sys tem u dostępne są  oba 
sys tem y  tes tu jące  /T O C  i AUTOTEST/, jak 
rów nież  moduły związane z konfiguracją  s y s te ­
mu:
-  moduł definiowania konfiguracji u rządzeń  
zew nętrznych /d y sk i ,  t e r m in a le / ,
-  moduł definiowania konfiguracji u rządzeń  
specjalizowanych.
/ I I I /  P r o j e k t a n c i  t e s t ó w .

Mogą k o rzy s tać  ze w szystk ich  modułów o p ro ­
gram ow ania , związanych z projektowaniem  
testów diagnostycznych i lokalizacyjnych. D os­
tępne s ą  dla nich rów nież moduły biblioteczne, 
a le  tylko w-odniesieniu do tych katalogów, któ­
ry ch  są  w łaśc ic ie lam i.  O znacza to, że każdy 
p ro jek tan t  m oże rea lizow ać  o p erac je  tylko na 
własnych tes tach .
/ I V /  O p e r a t o r z y  -  u r u c h a m i a -  
c z e.

Ta  grupa użytkowników może wykorzystywać 
w szystk ie  moduły sys tem u  związane z u ru ch a ­
m ianiem  i napraw ą pakietów. Mają zapewniony 
rów nież  dostęp do operac ji  bibliotecznych, do­
tyczących  wynikowych fo rm  testów.
/V /  O p e r a t o r z y  d i a g n o s t y c z n i .

O p e ra to rzy  diagnostyczni m ogą rea lizow ać  
w yłącznie testow anie  pakietów w re ż im ie  GO/ 
NO-GO.

m m i i t
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inż. EUSTACHIUSZ CUDNY

PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO PROJEKTOWANIA TESTÓW

W fabrykach , produkujących  p rofesjonalny  
s p rz ę t  komputerowy p rzed m io tem  testow ania  
produkcyjnego są  głównie pakiety  cyfrowe. P a ­
kiety te, ze względu na ich procentow y udział 
w globalnej p rodukcji o ra z  na specyfikę k o n s tru ­
kcji, są  na jba rdz ie j  podatne na testow anie  przy  
pomocy uniw ersa lnych  u rządzeń  tes tu jących . 
Z as tosow anie  autom atycznych  te s te ró w  u n iw er­
salnych do tes tow ania  pakietów cyfrowych je s t  
w arunkiem  niezbędnym do o s iągn ięc ia  n isk ich  
kosztów produkcji  od pewnego je j  poziomu. T a ­
kim  te s te r e m ,  ak tualn ie  dostępnym w P o lsc e ,  
j e s t  sy s tem  autom atycznego tes tow ania  SAT- 
SM, produktowany w FMiK ERA,

D alsze  rozw ażan ia  dotyczące p rob lem u  te s to ­
wania w n in ie jszym  ar tyku le  będą poświęcone 
głównie zastosow aniu  t e s t e r a  SAT-SM.

E tapy  rozw iązyw ania  
p rob lem u  tes tow ania  pakietu

Etapy rozw iązyw ania  p rob lem u  te s tow an ia  p a ­
kietu p rz e d s ta w ia  ry s .  1.

A naliza  pakietu  jako p rzedm io tu  tes tow ania
Mając do dyspozycji okreś lony  t e s t e r ,  należy 

skonfrontować jego m ożliw ości z po trzeb am i,
Z ana lizy  takiej może wynikać, t e  t e s t e r  nie 
zaspokaja  w szys tk ich  p o trzeb  i wtedy możliwe 
s ą  n as tępu jące  rozw iązan ia :
-  uzgodnienie zm ian konstrukcyjnych  pakietu, 
co spowoduje "dopasow anie" go do m ożliw ości 
t e s t e r a ,
-  opracow anie  dodatkowego układu "w spom agają­
cego" t e s t e r ,  k tó ry  może być wprowadzony w 
a d a p te r ,
-  opracow anie  dodatkowego t e s t e r a  indywidual­
nego, k tóry  będzie tes tow ał o b sz a ry  nie sp ra w ­
dzane p rz e z  t e s t e r  autom atyczny.

O sta tn ie  rozw iązan ie  je s t  r a c z e j  hipotetyczne 
i w p rak tyce  nie w ystępuje . N ajbardz ie j  ekono­
m icznym  ro zw iązan iem  j e s t  w prowadzenie w 
fab ry ce  zasady , t e .k o n s t ru k to r  pakietów zna 
wyposażenie  technologiczne fabryki i jego m o­
ż liw ości lub konsultuje  swoje konstrukc je  z 
p ro jek tan tem  testów.

Po  ro z s t r z y g n ię c iu  p rob lem u  tes tow alności 
na leży  ro zw iązać  p rob lem  dołączania  pakietu 
do t e s t e r a .  Po lega  to na skonstruow aniu  odpo­
wiedniego a d a p te ra ,  k tóry  będzie spe łn ia ł  wy­
m agan ia  in te r fa c e ’ u pakietu . Główne wym aga­
nia z a w ie ra ją  s ię  w nas tępu jących  punktach:
-  ilość  pinów kontro lnych  / z łącza  podstawowe, 
podstawki pod m ikroukłady  k l ip sy / ,
-  ilość  źróde ł  zas i lan ia ,

-  poziom y logiczne,
-  obciążenie  nadajników i s te row an ie  odb io r­
ników.

P o  sp recyzow aniu  w szystk ich  wymagań i za ­
projektow aniu  ewentualnie układu "w spom aga­
jącego" ,  na leży  skonstruow ać adap te r  w o p a r ­
ciu o okreś lony  s tan d ard  m echaniczny , p r z e ­
widziany dla te s t e r a .  K o n s tru k to r  a d ap te ra  po­
winien zwrócić  szczegó lną  uwagę na:
-  m ożliwie kró tk ie  i niezawodne połączenia  
pom iędzy pak ie tem  i t e s t e r e m  /og ran iczo n a  
ilość  po łączeń  lutowanych i stykowych na d ro ­
dze p o łączeń / ,
-  sygnały zegarow e o ra z  w yjścia  z liczników 
i p rzerzu tn ików  poprowadzone sk rę tk am i,
-  po łączenia  m asy  i napięć za s i la jących  p opro ­
wadzone p rzew odam i o odpowiednich p rz e k ro ja ch .

Należy dodać, że pode jśc ie  do konstrukc ji  
a d a p te ra  powinno być zróżnicow ane w za leżno­
śc i  od różn o ro d n o śc i  i s e ry jn o śc i  pakietów.
P r z y  dużej i lośc i  typów pakietów produkowanych 
w jednym  s tan d a rd z ie  m echanicznym , w skaza ­
ne j e s t  wykonanie ad a p te ra  un iw ersa lnego  na 
pewną ilość  typów pakietów. P rz y  długich s e ­
r ia c h  jednego typu pakietu  b a rd z ie j  opłacalne 
j e s t  n a to m ias t  wykonanie ad a p te ra  spec ja l izow a­
nego tylko dla jednego typu pakietu , gdyż wtedy 
łatwiej spełnić w szys tk ie  w ymagania, o k tórych 
była mowa wyżej.

O k reś len ie  s t ra te g i i  testow ania
Stra teg ia  testow ania  pakietów powinna opie­

r a ć  s ię  o aktualne warunki technologiczne w 
fab ryce .  Isto tna j e s t  jakość  pakietów d o s ta r ­
czanych na s tanow iska te s tu jące ,  na k tó rą  m a ­
ją  wpływ:
-  jakość  i sposób kon tro li  płytek drukowanych,
-  sposób montażu i lutowania,
-  kontro la  wyjściowa podzespołów lub je j  brak.

R easum ując ,  konstruk to r  tes tu  powinien znać 
h ie r a r c h ię  błędów, w ystępujących w pakie tach  
montowanych w fab ryce ,  Z dotychczasowej 
p rak tyk i  wynika, że h ie r a r c h ia  tych błędów 
je s t  nas tępu jąca :
-  zw arc ia ,
- p rz e rw y  w połączeniach ,
-  b rak  lub  n iewłaściwy e lem ent,
-  uszkodzony elem ent.

H ie ra rc h ia  taka obowiązuje zapewne w więk­
szo śc i  fabryk  z w ahaniem s ię  procentowego 
udziału  poszczególnych  grup uszkodzeń  w r ó ż ­
nych o k re sa c h  czasu .  Z tego względu w skaza­
ne j e s t  projek tow anie  testow ania w n as tępu ją ­
cej kolejności:
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-  t e s t  zw arć  m iędzy  pinam i sygnałowymi i za ­
s i lan iem ,
-  t e s t  zw arć  m iędzy  pinam i sygnałowymi,
-  t e s t  c iąg łośc i  po łączeń  "p in -p in" ,  o ile  takie 
is tn ie ją ,
-  te s t  funkcjonalny.

P r z y  opracowywaniu te s tu  funkcjonalnego na­
leży  k ierow ać s ię  nas tępu jącym i zasadam i:
-  j e ś l i  pak ie t zaw ie ra  kilka bloków funkcjonal­
nych, dających s ię  w ydzielić , to należy  o p ra c o ­
wać oddzielne tes ty ,  k tó re  m ogą być wykonywa­
ne w jednym cz a s ie ,
-  te s t  powinien być opracow any zgodnie z funk­
c ją  wykonywaną p rz e z  pakie t,  a więc według 
ana lizy  schem atu ,
-  nie należy  tes tow ać w szystk ich  funkcji e lem en­
tów, znajdujących s ię  na pak iec ie .

K onstrukc ja  te s tu
Rozpoczynając  kon s tru k c ję  te s tu  w o p arc iu  o 

w ybraną  s t r a te g ię  należy  pam ię tać  o n as tęp u ­
jący ch  zasadach :
-  t e s t  powinien zapewniać m ak sy m a ln ą  sk u tecz ­
ność  wykrywania uszkodzeń, na ja k ą  pozw ala ją  
m ożliw ości t e s t e r a  i konstrukc ja  pakietu,
-  c za s  t rw an ia  te s tu  p rzy  testowaniu "dobry- 
z ły" powinien być m aksym aln ie  kró tk i,
-  te s t  powinien um ożliw iać łatwe lokalizow anie  
uszkodzeń.

Często  jednak k ons trukc ja  te s tu  m u s i  być 
k o m p ro m isem  pom iędzy  jego sk u teczn o śc ią  a 
c z a se m  trw an ia ,  np. dla pakietów z a w ie ra ją ­
cych układy pam ięciow e o dużej po jem nośc i .
Duże ułatw ienie  loka l izac j i  uszkodzeń  można 
u zyskać , te s tu jąc  s tany w ew nętrzne  pakietu  p rzy  
pom ocy kabla  z k l ip sam i na m ikrouk łady . N ale­
ży rów nież  ro z s t rz y g n ą ć  czy:
-  celowe j e s t  m arg inesow an ie  napięć z a s i la ją ­
cych /w ydłużen ie  czasu  te s to w a n ia / ,  a je ś l i  
tak ,  to w jak im  z a k re s ie ,  czy w całym  p rz e b ie ­
gu te s tu ,  czy tylko w jego frag m en c ie ,
-  celowe j e s t  zas tosow anie  "k o m en ta rzy "  w te ­
ś c ie ,  k tó re  m ogą ułatwiać lo k a l izac ję  uszkodzeń 
lub być przew odnik iem  dla o p e ra to ra ,
-  w c z a s ie  te s tow ania  niezbędny j e s t  p o m ia r  c za ­
su im pulsów.

P o  ro z s t r z y g n ię c iu  pow yższych problem ów  
w skazane  j e s t  opracow anie  konspektu tes tu ,  
k tó ry  powinien zaw ierać  kolejno:
-  l i s t ę  pinów kontrolnych,
-  d ek la rac je  szablonów,
-  defin icje  m a k ro in s t ru k c j i ,
-  t e s t  zw arć  i c iąg łośc i ,
-  te s ty  funkcjonalne.

P o  opracow aniu  takiego konspektu, można 
p rz y s tą p ić  do zap isu  p ro g ra m u  tes tu jącego  w 
języku op rogram ow ania  te s t e r a .

P ra k ty c z n a  r e a l iz a c ja  te s tu  i jego w drożenie  
do produkcji

Wynikiem p ra c  nad k o n s tru k c ją  te s tu  je s t  
p ro g ra m  zapisany  w języku PASAT. P ro g ra m  
taki na leży  w pisać  do sys tem u  SAT-SM i po 
jego konw ers j i  na fo rm ę  b ina rną  p rzy s tąp ić  do 
u ru chom ien ia ,  W przypadku bardzo długich

p rog ram ów  w skazane  j e s t  wpisywanie i u ru c h a ­
m ianie  kolejnych tes tów  cząsteczkow ych. U ru ­
cham ianie  p ro g ra m u  polega na:
-  usuwaniu w szystk ich  błędów form alnych , któ­
r e  u jaw nia ją  s ię  już  na e tap ie  konw ers ji ,
-  usunięciu  błędów metodycznych, po jaw ia ją ­
cych s ię  w cz a s ie  gene rac j i ,  w o p arc iu  o p a ­
kiet wzorcowy /n p .  ró żn ice  m iędzy p rzew id y ­
w anym i s tanam i wyjściowym i a r z e c z y w is to ś ­
c ią / .
-  spraw dzeniu , czy p ro ced u ry  tes tow ania  wy­
konywane s ą  zgodnie z za łożen iam i i ew entual­
nym w prowadzeniu poprawek,
-  sform ułow aniu  i wprowadzeniu odpowiednich 
k om en ta rzy ,  k tó re  będą u łatw ieniem  p rzy  ob­
słudze te s tu  i loka lizac ji  uszkodzeń.

K onstruk to r  p ro g ra m u  tes tu jącego  ma do dy­
spozycji bogate oprogram ow anie  sys tem u , u- 
m ożliw ia jące  szybkie wprow adzenie  poprawek 
do w e rs j i  środkowej tes tu ,  jak  rów nież  n a r z ę ­
dzia do kon tro li  te s tu  w fo rm ie  wygenerowanej 
/G E N / .

Następnym  e tapem  p ra c y  nad p ro g ra m e m  
te s tu jący m  j e s t  wpis, na  podstawie schem atu  
ideowego s iec i  po łączeń  /B S P /  o ra z 'z d ję c ie  
p rz y  pomocy sondy w zorcowych stanów lo g icz ­
nych na w szystk ich  w ęzłach  pakietu /G S P / .  
Czynności powyższe wykonywane są  w r e ż im ie  
loka lizacy jnym . Sonda um ożliw ia zeb ran ie  i 
zap isan ie  w pam ięc i  poziomów logicznych o ra z  
p rzebiegów  impulsów, w ystępujących  we w szy­
stk ich  w ęzłach  pakietu  w cz a s ie  p rzeb iegu  ca ­
łego tes tu .

Zdejmowanie stanów logicznych w w ęzłach 
odbywa s ię  na zasadz ie  prow adzenia  p rz e z  
p ro g ra m  loka lizacy jny  na podstawie zapisanej 
w cześn ie j  s iec i  po łączeń . D zia ła lność  ta  ma 
rów nież  c h a ra k te r  kontroli  te s tu ,  ponieważ p ro ­
g ra m  lokalizacyjny  wypisuje w szystk ie  węzły, 
w k tó rych  brak  zm ian  stanów w cz a s ie  p r z e b ie ­
gu te s tu .  F o rm y  p ro g ra m u  tes tu jącego  o ra z  
zb iór danych do re ż im u  lo ka lizac ji  zap isyw a­
ne są  au tom atyczn ie  w pam ięc i  dyskowej pod 
ko n tro lą  sy s tem u  operacyjnego .

Przygo tow anie  nośnika /k a s e ty  dyskowej/ 
dla użytkownika polega  na przekopiowaniu  od­
powiedniej w e r s j i  p ro g ra m u .  O sta tn im  e tapem  
re a l i z a c j i  p rz e d  p rzek azan iem  do użytkownika 
j e s t  p rzygotow anie  odpowiedniej dokum entacji.  
D okum entację  taką  stanowią:
-  wydruk te s tu  źródłowego do celów a rch iw a l­
nych dla kon s tru k to ra ,
-  wydruk te s tu  wynikowego /w ygenerow anego /1 
dla użytkownika,
-  wydruk in s truk tażu  te s tu .

In s truk taż  te s tu  powinien zaw ierać  nas tępu ją -  
ce . in fo rm ac je :
-  wykaz dokumentacji pakietu,
-  wykaz o sp rz ę tu  do tes tow ania  /a d a p te r ,  kab­
le  itd. /  i sposób jego m ontażu,
-  wykaz czynności,  k tó re  należy  wykonać na 
p ak iec ie  /n p ,  us taw ianie  zwor, e lem enty  na

» podstawkach itd. / ,

40



-  in fo rm ac je  dotyczące testow ania , k tó re  nie 
m ogły  znaleźć s ię  w p ro g ra m ie  tes tu jącym .

O program ow anie  system owe te s te r a  SAT-SM 
um ożliw ia przygotowanie un iw ersalnego form atu  
in s tru k tażu  odpowiedniego dla konkretnego użyt­
kownika, Dysponując tak im  fo rm atem  konstruk­
to r  szybko wypełnia go, wpisując odpowiednie 
dane pod k on tro lą  p ro g ra m u .  N iezależnie  od 
wydruków, użytkownik ma dogodny dostęp do 
te s tu  i Ins truk tażu  na ek ran ie  te rm in a la .

D zia ła lność  k o ns truk to ra  p ro g ram u  nie po­
winna kończyć s ię  po p rzekazaniu  nośnika z 
p ro g ra m e m , o sp rzę tu  i dokumentacji użytko­
wnikowi. Niezbędne je s t  śledzenie  p rz e z  o k re ­
ślony cz a s  sku tecznośc i tes tu ,  W każdej fab ry ­
ce powinien is tn ieć  sys tem  p rzekazu  in fo rm a­
c ji ,  dotyczących jakośc i  testowania I rodzaju  
błędów nie wykrywanych p rz e z  p ro g ram  te s tu ­
jący , Na podstawie tych in fo rm acji  konstruk to r  
m oże  doskonalić  p ro g ra m , aż  do uzyskania sku­
teczn o śc i  testow ania , ■ jaka możliwa je s t  p rzy  
danym t e s te r z e  1 konstrukcji  pakietu. Również 
na tym  etap ie  m oże pojawić s ię  po trzeba  doko­
nania  niewielkich  zm ian konstrukcyjnych pakie­
tu, k tó re  w efekcie popraw ią  testowalność pa­
kietu .

P rzy k ład y  rozw iązan ia  n iek tórych  problemów 
tes tow ania  p rzy  pomocy t e s t e r a  SAT-SM 

P rz y jm ijm y ,  że przykładowy pakiet posiada 
32 piny kontro lne  A1-A32, z k tórych  p a ry  A l -  
A2, A3-A4, A5-A6, A7-A8 połączone s ą  bez­
pośredn io  śc ieżk am i,  o ra z  jedno zasilan ie  
+5V, P o z a  tym  pakiet posiada liczn ik  bez m o­
żliw ości ustaw ienia  wstępnego o r a z  un iw lbra tor ,  
k tó rego  cz a s  należy zm ie rzy ć  oscyloskopem , 
a /  o k re ś le n ie  l i s ty  pinów.
LISTA 
I A1-A32 
KLISTY

b/ D ek la rac je  szablonów.
DKL*W E : A l ,  A3, A5, A7 
DKLttWY : A2, A4. A6 , A8 

• D K L#P1 : A l - A l  6 
D K L #P2 : Al 7-A32 
DKL&LICZ : A10-A13

c /  D efin icje  m ak ro in s tru k c j i ,
D E F /L IC Z  
IMP A9 
T
END
d /  T e s t  zw arć .
USP
ZAJS0 # V  1A 
¿ /W E

WY A2 A4 A 6 A8 |
6 W E/SP

T
# P 2  JEDEN (Z) Z 
E 1 :# P 1  JED EN  Z 
T
PĘ T L A  E l  16 
» p i  b i n  #  Z

E 2 :# P 2  JEDEN Z 
T
PĘTLA  E2 16

e /  TeBt c iąg łośc i połączeń.
#WE JEDEN #  Z 
#WY JEDEN #  O 
T
E3:#W E JEDEN Z 
#WY JEDEN O 
T
P Ę T L A  E3 4

f /  Ustawienie wstępne liczn ika .
BLG
DRUK ZEROWANIE LICZNIKA
ON A10-A13
BSKOK E4
SKOK E5
E4: IMP A9
T A10-A13
LSKOK E 6 § =
BSKOK E4 
SKOK E5
E 6 : DRUK LICZNIK NIE ZERUJE SIE 
SKOK E7
E5: DRUK TEST LICZNIKA 
KBLG

E7*j KONIEC TESTU

g /  Testow anie  l icznika,
E5: DRUK TEST LICZNIKA
KBLG
« L IC Z  16
lub
E5: DRUK TEST LICZNIKA 
KBLG

«L IC Z  BIN Ö O 
T
E 8 ; IMP A9.
« L IC Z  BIN O
T
PĘTLA  E 8 O

h /  M arg lnesowanle zasi lan ia ,
USP
ZAS# 4, 75V 1A 
DRUK ZASILANIE 4. 75V 
SKOK START 
2C; ZAS# 5 , 25V 1A

DRUK ZASILANIE 5.25V 
SKOK START 
2N: ZAS# 5V 1A
DRUK ZASILANIE 5V 
START: 6 /S P  
U L I#
WE A l ,  A3, A5, A7, A9, A20-A25 
BLG
DRUK ZEROWANIE LICZNIKA
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L SKOK 1 U 3 
(S/WYN SZWÓW 

LSKOK2 2 N 2 
SKOK 2N
U: DRUK KONTROLA UNIWIBRATORA 

1/ Kontrola  un iw ib ra to ra .
U: DRUK KONTROLA UNIWIBRATORA 
DRUK WCIŚNIJ KLUCZE "WYK-WAR" i . 
"KONTYNUUJ"
STOP
DRUK SPRAWDŹ OSCYLOSKOPEM
DRUK IMPULS DODATNI NAM6-9 .500-900NS

DRUK PO SPRAWDZENIE WYCIŚNIJ KLUCZ 
"WYK-WAR"
E9: CZAS 5MS 
GN A20 1US 1000 
KP
WSKOK E9
E 7 : KONIEC TESTU

Podane przyk łady  rozw iązań  poszczególnych 
problem ów tes tow ania  w języku PASAT nie na­
l e ż ą  do optymalnych. P okazu ją  jedynie  m ożli­
w ości t e s t e r a .  E las tyczność  języka i inwencja 
k o n s tru k to ra  te s tu  dają  m ożliwość wielu j e s z ­
cze innych sposobów rozw iązań  tych sam ych 
problem ów.

i; u u li li

mgr inż. JÓZEF ŁADYŃSKI

W Y B R A N E  P R O B L E M Y  D OŁĄ CZA NIA  OBIEKTÓW BADANYCH

W sy s tem ach  te s tu jących  o c h a ra k te rz e  uni­
w ersa ln y m  Istn ie je  prob lem  fizycznego dopa­
sowania s ię  do obiektów badanych, związany 
p rzed e  w szystk im  z różn y m i g abary tam i i 
k sz ta ł ta m i  tych obiektów, a  także z ró ż n o ro d ­
nym ro zk ład em  sygnałów e lek trycznych . Na 
ogół sy s tem  te s tu jący  zakończony j e s t  s ta n d a r ­
dowym zes taw em  złącz , k tó ry  będziem y nazy­
wać in te r fe js e m  pom iarow ym , a dopasowanie 
do obiektu zapewniają  tzw. adap te ry . Od adap­
terów  wymaga się :
-  m aksym aln ie  w iernego  p rzen o szen ia  sygna­
łów m iędzy  c z ę śc ią  pom iarow ą sys tem u  te s tu ­
jącego  a obiek tem , szczególn ie  is to tna  je s t  
sp raw a opóźnień czasowych, związana z dłu­
gośc ią  po łączeń e lek trycznych ,
-  zapewnienia łatwego i szybkiego dołączania, 
ro z łą c z a n ia  i wymiany obiektów badanych,
-  um ożliw ienia  wygodnego dostępu do obiektu 
badanego p rz y  loka lizac ji  uszkodzeń i n a p ra ­
wie,
-  n iezaw odności, a jednocześn ie  p ro s to ty  wy­
konawczej,
-  łatwej wymiany sam ych  adapterów  p rzy  zm ia ­
nie typu obiektów badanych.

N iek tóre  z tych wymagań są  sp rz e c z n e ,  d la­
tego k ons trukc ja  adapterów  j e s t  k o m prom isem  
m iędzy  w ym aganiam i dotyczącym i wygody ob­
sługi a p re c y z ją  pom iarów .

In te r fe js  pom iarow y sys tem u  SAT-SM
W celu  sk ró cen ia  po łączeń  e lek trycznych  

z łącza  pom iarow e um ieszczone  s ą  bezpośrednio  
na czołówkach pakietów. Np. pakiety  cyfrowe 
WE/WY sy s tem u  SAT-SM wykonane w s ta n d a r ­
dzie  E u ro c a rd  zakończone s ą  z łączam i szuflad- 
dowymi 3 7 - stykowymi. Każde z łącze  obsługuje 
16 punktów pom iarow ych, każdy pakiet wyposa­
żony je s t  w 2 takie  z łącza .  Do po łączenia  obiek­
tu badanego potrzebny  j e s t  adap te r .

Adaptery
A d ap te r  do badania pakietów spełn ia  n as tępu ­

ją c e  funkcje:
-  łączy  e lek try czn ie  punkty pom iarow e na pa­
kie tach  pom iarow ych z odpowiednimi stykam i 
łączówek pakietu badanego,
-  dopasowuje s tandard  m echan iczny  danego 
typu pakietu  badanego.

' Od s trony  e lek trycznej  ad ap te ry  do o k re ś lo ­
nego s tandardu  m echanicznego można podzie­
l ić  na un iw ersa lne  i specja lizow ane. Uniwer­
sa lne  obsługują  c a łą  rodz inę  pakietów, sp ec ja ­
lizowane m a ją  okablowanie dostosowane do kon­
kre tnego  typu pakietów.'

K onstrukcyjn ie  ad ap te ry  do sys tem u  SAT 
sk łada ją  s ię  z typowej obudowy, w k tó re j  u m ie ­
s z c z a  s ię  obejmy kabli łączących  ad ap te r  z pa­
k ie tam i pom iarow ym i; is tn ie je  też  m ożliwość 
u m ieszczen ia  dodatkowej płytki z e lek tron iką  
/uk łady  w spom agające  te s tow an ie /  o r a z  dodat­
kowych gniazd i p rze łączn ików  po trzebnych  w 
p ro c e s ie  testow ania , Z obudowy wychodzą ka­
ble zakończone z łączam i /np . 37_s tykowymi/ w 
obudowach, k tó re  łą c z ą  ad ap te r  ze w spom nia­
nymi pak ie tam i pom iarow ym i. O prócz  tego wy­
s tępu ją  kable zakończone z łączam i ESZER, któ­
ry m i  p rz e sy ła  s ię  p rogram ow ane  nap ięc ie  z a s i­
la ją c e  do pakie tu  badanego.

Do tej typowej obudowy podłącza s ię  zespół, 
k tó ry  nazywamy opraw ą z łącz . Z aw iera  on z łą­
cza  pakietu  badanego, prow adnice  pakie tu  i wy- 
pychacze o różne j  konstrukc ji ,  zależnej od typu 
pakietu. C zęść ta m us i  być zaprojektow ana i 
wykonana indywidualnie dla każdego s tandardu  
m echanicznego  pakietów badanych. W celu  u ła t­
w ienia  wymiany zużytych z łącz  /p r z e c ię tn a  
trw ałość  z łącz  pakietowych p rodukcji  ELTRY 
wynosi 500 do 1000 łą c z e ń /  s tosu je  s ię  sp ec ja l­

42



Rys. i
\

ne rozw iązan ie ,  polegające  na wetknięciu dodat­
kowych złącz  w łączówki, k tó re  połączone są  z 
okablowaniem ad a p te ra .  Dzięki tem u p rzy  wy­
m ian ie  z łącz  unika s ię  pracochłonnego lutowa­
nia .

A dap ter  wsuwany j e s t  do oprawy mocowanej 
wahliwie na stoliku o p e ra to ra .  N orm aln ie  pa­
k ie t  um ieszczony  j e s t  poziomo, s t ro n ą  e lem en­
tów do góiry, opraw a umożliwia obrócenie  pa- 
k ie tu 'o  90 i obe jrzen ie  go od s trony  druku bez 
ro z łą c z an ia  pakietu.

Do lo ka lizac ji  uszkodzeń  służy rę c z n a  sonda, 
połączona kablem  z odpowiednim z łączem  na pa­
k iec ie  K, Is tn ie je  rów nież  m ożliwość b e z p o ś re ­
dniego dołączania  do układów scalonych bada­
nego pakietu , specja lnych  kabli zakończonych 
k l ip sam i.  P rzew idz iano  ponadto zastosow anie  
adapterów , wyposażonych w m a try c e  ze s p r ę ­
żystym i szp ilkam i kontaktowymi. Ze względu 
jednak na brak  krajow ego p roducenta  takich 
szp ilek  / o  odpowiedniej jakośc i  i konstrukc ji  
um ożliw ia jące j łatwe p rz e z b ra ja n ie  m a try c  
p rz y  zm ianie  typu testowanych pak ie tów /,  r e a l i ­
zac ja  m a try c  napotykać będzie na duże trudnoś­
c i .  Zakłada s ię  stosowanie szp ilek  w og ran iczo ­
nej i lo śc i ,  jako uzupełnienie dołączania  zasadn i­
czego /p o p rz e z  z łą c z a / .

Handlery
¡System SAT, oprócz  pakietów umożliwia 

sp raw dzan ie  innych elementów, np, układów 
scalonych. Szczególnym ro d za jem  ad ap te ra .

zapewniającym łatwe spraw dzanie  układów s c a ­
lonych, je s t  opracowane do sys tem u  SAT złą­
cze  pom iarow e, k tó re  umożliwia bardzo szyb­
kie rę c z n e  wkładanie i wyjmowanie badanych 
układów. Specjalna konstrukcja  z łącza  zabez­
p iecza  p rzed  wyginaniem i odkszta łcan iem  ba­
danego układu, zapewniając jednocześn ie  sam o- 
czyszczen ie  styków złącza i wyprowadzeń ukła­
du, Adaptery  te um ożliw ia ją  spraw dzanie  ukła­
dów scalonych we wszystkich  typowych obudo­
wach typu "dual in l ine" .

P r z y  w ykorzystaniu  sys tem u  do kontroli do­
staw w warunkach masowego spraw dzania  ukła­
dów scalonych celowe s ta je  s ię  zastosowanie 
hand lera  /au tom atycznego  poda jn ika /.  P o łą c z e ­
nie hand lera  z sy s tem em  SAT j e s t  następujące: 
z łącze, k tó re  bada układy scalone  połączone 
j e s t  kablem bezpośrednio  ze z łączam i pakietów 
pom iarowych, a napięcia  zas i la jące  d o s ta rc z a ­
ne są  p rz e z  zas i lacze  program ow ane  SAT-2P. 
Sygnały s te ru jące  wysyłane do hand lera  i odbie­
ra n e  z niego m a ją  s tandard  T T L . Sygnały te to 
n p . ' :
z hand le ra  "gotowość" / s t a r t /  
z SAT-a "koniec p o m ia ru "  /cyk l  asynchron iczny / 

"wynik te s tu "  /d o b ry ,  zły,/.

Sygnały te  p rzesy łan e  s ą  kablam i łączącym i 
s ię  z gniazdem klaw iatury  o p e ra to ra  na pakie­
c ie  K. Handler opracowany do sy s tem u  SAT ma 
napęd m echanizm ów  elek trom agnetyczny , nie 
wymaga więc s iec i  sprężonego pow ie trza .  Ł a -
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dowany j e s t  z typowych lis tew , w jak ich  więk­
szość  producentów /p o z a  P o l s k ą /  d o s ta rc z a  u -  
kłady scalone . Wydajność wynosi 7600 układów/ 
godz. p rz y  cz a s ie  tes tow ania  100 m s /1  układ. 
Układy so rtow ane są  na dwie grupy: dobre  i 
z łe .

Do sy s tem u  można dołączyć także hand ler

podający e lem en ty  taśm ow ane o w yprow adze­
n iach osiowych, np. diody. P o m ia r  diod odby­
wa s ię  p rz y  pomoc z łącza  Kelwina, po łączone­
go z pak ie tem  m a try c y  MT, r e s z t a  sygnałów 
analogicznie  jak  w h and le rze  do układów s c a ­
lonych. E lem en ty , k tó re  nie p r z e s z ły  te s tu  s ą  
au tom atyczn ie  wycinane z ta śm y .

NIM IW

MODUŁOWY ZESTAW ZASILACZY W  STANDARDZIE EUROCARO

C h a r a k t e r y s t y k a  o g ó l n a

K onstrukc ja  nowej rodz iny  za s i laczy  moduło­
wych zapro jek tow ana j e s t  w s tan d a rd z ie  EURO- 
CARD 100x160 m m . P oszczegó lne  moduły, s ta ­
nowiące autonom iczne  bloki funkcjonalne z r e a l i ­
zowane zosta ły  w za leżnośc i  od s topnia złożo­
nośc i w jednej z dwóch w e rs j i :
-  1 w e rs ja  -  pakie t z p ły tą  czołową,na k tóre j  
znajdują  s ię  e lem en ty  sygnalizacy jne  i r e g u la ­
cyjne.
-  ~2~w ersja  -  blok z prow adnicam i, p ły tam i czo­
łową i ty lną,na k tó rych  znajdują  s ię  e lem enty  
sygna lizacy jne , reg u lacy jn e  i z łącza  wyjściowe.

Szerokość  płyt czołowych pakietów lub bloków 
stanowi w ie lokro tność  liczby T = 5, 08 m m . Naj-

Lp, TYP UWE UWY !w y UTpp aUw y s . ^ W Y O n s MASA

V V A mV, % % % T kg

1 P Z E  151 ZP 220
50Hz

5 40 <100 <1 <1 >70 42 3, 7

2 P Z E  162 — II — 20 10 < 1 Q0 <1 <1 >70 42 3 ,7

3 P Z E  161 — II — 24 10 <100 <1 <1 >70 42 3 .7

4 P Z E  131 SI 20-32 5 3 <100 < 0 ,1 <0, 7 >62 6 0.3

5 P Z E  144 ,
—II —

10 2 <50 <0,2 < 0, 6 >70 6 0,3

6 P Z E  141 — Tl— 12 2 <50 — II — — II — >75 6 0 ,3

7 P Z E  142 — II — 15 2 <50 —II — —II— >80 6 0,3

8 P Z E  143- — Ił — 16 2 <50 - II — —II— >80 6 0,3

9 P Z E  171 ZN 220
50Hz

30
30

2x l 0v

2
2

0,02

<1800
<1800 —

mmm . 21 3, 6

c z ęśc le j  s tosowane sz e ro k o śc i  3T, 6T , 21T, 
42T. P ak ie ty  i bloki p rzeznaczone  s ą  do zabu­
dowy w kase tach  19-calowych o w ysokości 3U, 
gdzie Ua 44 ,45  m 1 sz e ro k o śc i  8 4 'T . Zestawy 
z a s i la ją c e  z łożone z odpowiedniej konfiguracji 
pakietów 1 bloków um ieszcza  s ię  w k ase tach  o 
w ysokości 3U lub 2 x 3U.W ten sposób po w sta ­
je  zam knięty  konstrukcy jn ie  zes taw  zas i lan ia .  
P o łączen ia  pom iędzy pak ie tam i i blokami a ka­
s e tą  r e a l iz u je  s ię  p rz e z  z łącza  znajdujące s ię  
na tylnych ich śc iankach . Odbiór napięć z ka­
s e t  nas tępu je  za pom ocą łączówek nożowych, 
znajdujących  s ię  na tylnych k raw ędz iach  śc ian  
bocznych k ase t .  Dla uzyskania  wymuszonej wy­
m iany c iep ła  pod k a se tą  zestawu zas i la jącego  
u m ie sz c z a  s ię  blok wentylacyjny, zapewniający 
pionowy przep ływ  pow ie trza .
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O b j a ś n i e n i a  d o  t a b e l i :

UWE ” napięcie  wejściowe

- napięcie  wyjściowe

! w y  " p rąd  wyiściowy
- tę tn ien ia  napięcia  wyjściowego

AU^ryg - zm ienność sieciowa napięcia 
wyjściowego

A U ^ y o  - -zm ienność  obciążeniowa napięcia 
wyjściowego

H. - spraw ność
Z P  . - z a s i lacz  z p rze tw arzan iem

SI -  s tab i l iza to r  impulsowy
ZN -  zas i lacz  niestabilizowany.

Moduły zas i laczy  z p rz e tw a rza n ie m  i moduły 
s tab il iza to rów  impulsowych wyposażone s ą  w 
układy:
-  zabezp ieczenia  nadprądowego,
-  zabezp ieczen ia  nadnapięciowego,
-  zdalnego za łączan ia  i wyłączania,
-  sygna lizac ji  optycznej .napięcia wyjściowego.

Moduły zas i laczy  z p rz e tw a rza n ie m  m a ją  
m ożliw ość  zdalnej s tab i l izac j i  nap ięc ia  na za ­
c iskach  obciążenia .  W szystkie  wymienione m o­

duły m a ją  z a k re s  regu lac ji  nap ięc ia  wyjściowe­
go w granicach -5% U znamionowego.

D o p u s z - c z a l n e  w a r u n k i  g r a c y
-  zak re s  tem p era tu ry  od -10°C  do +65 C
- wilgotność względna od 40% do 80%
- ciśn ien ie  a tm osferyczne  od 840 hPa do 
1070 hPa
-  w ibrac je  s inusoidalne: amplituda 0, 15 m m  
zak re s  często tliw ości od 5 Hz do 35 Hz.

HIIIIIIU
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U KŁA D STER OW A NIA  N U M ER YC Z N EG O  NUXON 500

Układ sterowania /typu CNC/ NUXON 500 
je s t  nowoczesnym , modularnym, uniwersał»  
nym układem sterowania num erycznego do 
obrabiarek. Posiada strukturę w lelop rocesoro-  
wą, opartą o system y m ikroprocesorow e 8086 
i 8080, Modularna struktura sprzętu i oprogra­
mowania pozwala na zastosow anie go do stero­
wania różnym i typami obrabiarek od prostej 
jednosuportowej tokarki, poprzez centra ob­
róbkowe tokarskie i fr e z e rsk ied o  w ie loosio ­
wych obrabiarek przeznaczanych do obróbki 
złożonych kształtów przestrzennych . Układ 
m oże byń rów nież stosowany w elastycznych  
system ach produkcyjnych. W za leżn ości od 
aplikacji ulega zm ianie jedynie liczba za stoso ­
wanych modułów. Pulpit, kasety z układami 
elektronicznym i i za s ila cz  wykonane są  w po­
stac i n iezależnych bloków konstrukcyjnych,co  
pozwala na wbudowanie układu bezpośrednio  
w obrabiarkę.

NUXON 500 posiada naturalną łatw ość w do­
pasowaniu go do danego typu obrabiarki. Za­
pewnia to specjaln ie chroniona pam ięć para­
m etrów m aszynowych oraz program owalny  
sterow nik PC , który m oże być program owa­
ny przez użytkownika w języku sym bolicznym  
NUX 1. P am ięć program ów obróbki, chronio­
na przed zanikiem  napięć, zapewnia jednoczes­
ne pam iętanie w ielu program ów o łącznej dłu­
gośc i do 100.000 znaków .alfanum erycznych.. 
System  ten um ożliw ia p rostą  w obsłudze edy­
cję  program ów. D otyczy to zarówno progra­
mu aktualnie wykonywanego, jak również inne­
go programu rezydującego w pam ięci. Kontro­
la  czasu  pracy narzędzi oraz automatyczny 
wybór narzędzi zastępczych z jednoczesnym  
autom atycznym  wyborem nowych nastaw korek­
cyjnych um ożliw ia zastosow anie układu w sta­
cjach obróbki o przedłużonym  cza sie  pracy.

Charakterystyka techniczna  
U SN NUXON 500

-  m aksym alnie 8 o s i sterowanych
-  interpolacja liniowa w 2 lub 3 z 4 o s i, maksy, 
m alnie w 5 z 8 o si
-  interpolacja kołowa w 2 z 4 o si
-  interpolacja spiralna w 3 z 4 o s i
-  zdolność rozd zielcza:

0, 001 mm dla o s i liniowych  
0, 001° dla o s i obrotowych
-  zakres programowanych przesunięć ±99 m 
dla o s i liniowych
-  m aksym alna prędkość posuwu 15 m /m in .
-  programowana prędkość obrotowa w rzeciona  
w zak resie  od 0 do 9999 obr. /m in ,
-  pozycjonowanie kątowe w rzeciona program o­
wane w zak resie  od 0 do 359° z ro zd z ie lczo ś­
c ią  1°
-  pom iar położenia za pom ocą przetworników  
indukcyjnych typu rezolw er/lnduktosyn
-  m ożliw ość współpracy z typowymi fotoopty- 
cznym l przetw ornikam i położenia
-  pam ięć programów technologicznych 64 k
-  wprowadzenie POT z czytnika taśm y perfo­
rowanej lub przez  in terfejs szeregow y
-  w yjście  Informacyjne na dziurkarkę taśm y  
lub p rzez  in terfejs szeregow y
-  wbudowany program owalny sterow nik z mo­
żliw o śc ią  programowania przez użytkownika w 
języku sym bolicznym
-  do 192 w ejść /w y jść  24 VDC/300mA
-  bezpośrednie program owanie konturu przed­
miotu obrabianego z autom atyczną kom pensacją  
prom ienia narzędzia
-  sta łe  cykle w iercen ia , gwintowania, itp.
-  programowany obszar obróbki
-  pełna edycja i korekcja programu
-  program owanie param etryczne
-  do 9999 rozp, program ów i do 999 rozp. pod­
programów
-  do 3,pozlom ów zagnieżdżenia podprogramów  

Z asilanie
Sieć -  220 V, 50 Hz
Pobór m ocy -  500 VA.

Budowa i obsługa operatorska  
Budowa system u NUXON 500

NUXON 500 składa s ię  z następujących pod­
stawowych zespołów:

1. Pulpit operatora -  wyposażony je s t  w 12- 
calowy m onitor alfanum eryczny. Pulpit m oże  
być w yniesiony na od leg łość  do 50 m od zespo­
łu elektroniki.
2. K aseta elektroniki -  wg standardu EURO- 
CARD, 19 ca li, w ysokość 6U, 21 m iejsc  na
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Rys. 1. W ym iary  podstawowych zespołów NUXON 500

pakie ty  233, 4 m m  x 220 m m , s tanow iące s tan ­
dardow e moduły. Dołączony zespó ł wentylacji
ID .

3. Blok zas i lan ia  -  19 ca li ,  wysokość 6 U, Za­
w ie ra  modułowe zas i la c z e  o standardowej wy­
sokośc i  3U. Dołączony zespół wentylacji 1U.

4. A kum ulator -  do ochrony zaw ar to śc i  p a ­

m ięc i  po zaniku napięć zas ila jących .
5. Czytnik ta śm y  papierow ej CTN 300 SZ.

Zespoły te u m ieszczane  s ą  w szafie  pyło- 
szcże lne j lub m ogą być 'montowane b ezp o ś red ­
nio na o b ra b ia rc e .  E dycja  program ów  na t a ś ­
m ę  pap ie row ą p rz y  pomocy zewnętrznego dołą­
czanego p e r fo ra to ra  / o p c j a / .  W ymiary zespo­
łów 1-4.
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Funkcje  NUXON 500 u ła tw ia jące  obsługę o p e ra ­
to r s k ą

Pulpit o p e ra to ra ,  wyposażony w k law ia tu rę  
a lfan u m ery czn ą  1 funkcyjną, p rze łączn ik i  ko­
re k c j i ,  diody sygnalizacyjne  o ra z  m on ito r  e -  
k ranow y um ożliw ia inicjowanie, nadzorowanie  
i rea l izo w an ie  wielu funkcji system ow ych. 
W prowadzanie p rog ram ów  technologicznych: 
za pośredn ic tw em  klaw ia tu ry  pulpitowej, p rzy  
pomocy ta śm y  pap ierow ej lub p rz e z  in te r fe js  
szeregow y. W yprowadzanie p rog ram ów : na 
ta ś m ę  pap ie row ą lub p rz e z  in te r fe js  V 24. Mo­
n i to r  ekranowy ułatw ia redagow anie  program ów  
z w ykorzystan iem  klaw ia tu ry  pulpitu. Funkcje 
edycyjne pozwalają: wpisywać, modyfikować 
i usuwać bloki, ich f rag m en ty  lub  sekwencje 
p rog ram ów .

W prowadzanie, w yprow adzanie  o r a z  edycja 
p ro g ram ó w  m ożliw e s ą  rów nocześn ie  z p r a c ą  
au tom atyczną  sys tem u , dotyczą  one wówczas 
innego p ro g ra m u  niż wykonywany.

O p e ra to r  m oże inicjować i / l u b /  rea l izo w ać  
n as tęp u jące  akc je  sy s tem u  NUXON 500:
-  au tom atyczne wykonywanie p ro g ra m u ,
-  wykonywanie p ro g ra m u  blok po bloku,
-  r ę c z n e  wprow adzanie  i wykonywanie bloków,
-  poszukiwanie  bloku,
-  bazowanie,
-  posuwy ręc z n e ,
-  powroty do konturu,
-  w prow adzanie  w spó łrzędnych  m aszynowych.

P o d c z a s  trw an ia  wymienionych akcji sy s te ­
mowych, na ek ran ie  m ożna obserw ow ać na 
b ieżąco  m . i n . :
-  n u m ery  b ieżące:  p ro g ra m u  i bloku, podpro­
gram ów  w ra z  z ich  blokami aż  do trz e c ie g o  
poziom u zagn ieżdżenia ,
-  t r e ś ć  ak tua ln ie  wykonywanego i następnych  
bloków,
-  ak tualne w a r to śc i  posuwu i p ręd k o śc i  o b ro ­
towej w rzec iona ,
-  n u m er  aktualnego n a rz ę d z ia ,
-  aktywne k o rek c je  i kom pensac je  we w sz y s t ­
k ich  os iach ,
-  położenia  zadane, aktualne , ró żn ice  położeń 
dla w szys tk ich  os i ,
-  p rz e s u n ię c ia  punktu zerowego o r a z  dystans  
odjazdu od konturu .

NUXÓN 500 um ożliw ia p rog ram o w an ie  p a r a ­
m e try c z n e  na 100 p a ra m e t r a c h .  S p a ra m e try z o -  
wane m ogą  być w spó łrzędne , posuwy, p r ę d k o ś ­
c i  obrotow e w rzec iona  i nu m ery  n a rz ę d z i .  Za 
p o śred n ic tw em  p a ra m e tró w  m ożna p rz e k a z y ­
wać dane do p o d p ro g ram ó w  i cykli s ta łych .
W blokach p ro g ram ó w  technologicznych można 
p a r a m e t r o m  nadawać w a r to śc i  o r a z  wykonywać 
na n ich  o p e ra c je  a ry tm e ty c z n e ,  ob liczać  funk­
c je  e le m e n ta rn e  ltp . O p e ra to r  m oże na ek ran ie  
o bserw ow ać  b ieżące  w a r to śc i  p a ra m e tró w  o ra z  
zm ien iać  je .

Zes taw  modułów NUXON 500

Z estaw  modułów e lek tron icznych  sys tem u  
NUXON 500

Zestaw  ten stanowi zestaw  jednopakietowych 
s tandardow ych modułów dołączanych do m agi­
s t r a l i  -  szyny system ow ej wg no rm y  B N -84 / 
3105-02 zgodnej z AMS-BUS System.

Zestaw  modułów um ieszczanych  w kasec ie  
e lek tron ik i  obejm uje:

® MCP 86 -  Moduł p r o c e s o ra  16-bitowego wy­
konany w o p arc iu  o m ik ro p ro c e s o r  typu 8086, 
P rzezn aczo n y  j e s t  do p rz e tw a rza n ia  danych 
i s te row an ia  p r a c ą  sy s tem u . Moduł p rz y s to s o ­
wany je s t  do p ra c y  w sy s tem ie  w ie lo p ro ceso ­
row ym . Do w ew nętrznej szyny dołączane są  
p am ięc i:  EPROM  o po jem nośc i  12 lub 24 kB, 
RAM o po jem nośc i  4 kB. i

•  MCP 80 -  P r o c e s o r  8*-bitowy wykonany w o- 
p a rc iu  o m ik ro p ro c e s o r  typu 8080A. Moduł 
zaw iera :
-  4 kB pam ięc i  RAM,
do 16 kB pam ięc i  EPROM ,
-  układ t r a n s m is j i  szeregow ej V 24, •
-  układ t r a n s m is j i  równoległej /8 2 5 5 / ,
-  układ p rog ram ow anego  t im e ra  /8 2 5 3 / ,
-  układ pr io ry tow ego  k o n tro le ra  p rz e rw a ń  
/8 2 1 4 / ,

Szyna zew nę trzna  typu AMS-BUS, Moduł 
um ożliw ia  bezpośredn ie  ad resow an ie  pam ięc i
0 po jem nośc i  1 MB o ra z  256 u rząd zeń  w e/w y 
dołączonych do szyny. U rządzen ia  zew nętrzne
w ykorzys tu jące  układy t r a n s m is j i  szeregow ej
1 rów noległe j do łączane s ą  bezpośredn io  do 
z łącz  modułu na jego  p rzedn ie j  śc iance .

•  M PP 10 -  P a m ię ć  EPRO M . P o jem ność  za­
le ż n a  od wykonania: 64 kB lub 128 kB. Czas 
dostępu 600 ns .  W spó łpraca  z szyną  16-bitową.

MPR 10 -  P a m ię ć  DRAM. P o jem n o ść  za leż ­
na od. wykonania: 64 kB lub 256 kB. Każdy bajt 
zap isany  j e s t  z bitem  p a rz y s to ś c i .  C zas  do s tę ­
pu 600 ns .  M ożliwość ochrony  zaw ar to śc i  pa­
m ię c i  p r z e z  zew nętrzny  z a s i lacz  /ak u m u la to r /  
+5 V. W spó łpraca  z szyną 16-bitową.

•  MPC 10 -  P a m ię ć  CMOS SRAM. P o jem ność  
za leżna  cd wykonania; 16 kB lub 20 kB. O b sz a r  
16 kB, m oże być chroniony p rz e z  zew nętrzny 
z a s i la c z  / a k u m u la to r /  +5 V. W wykonaniu 20 
kB o b sz a r  4 kB p rzeznaczony  do pam ię tan ia  
p a ra m e tró w  m aszynow ych także  po wyjęciu pa­
kietu  z u rząd zen ia ,  chroniony j e s t  akum ula to rem  
um ieszczonym  na p ak iec ie .  Czas dostępu 700 ns. 
W spółpraca  z szyną 16-bitową.

•  MTV 10 -  Moduł p rzeznaczony  do s te row ania  
m o n ito ra  a lfanum erycznego . O b raz  zaw ie ra  12
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l in ii po 40 znaków. Układ PROM 2716 w ykorzy­
stywany jako genera tor , umożliwia zap ro g ram o ­
wanie 128 znaków. Możliwość inwersyjnego 
sk ładania  i wyświetlania znaków. Wyjścia do 
m on ito ra  -  koncentryczne  75Î5-: HSYN VSYN, 
VIDEO/MON. P rzezn aczo n y  do w spółpracy z 
szyną  8 lub 16-bitową.

O MPK 10 -  Moduł zaw iera  dwa wydzielone 
bloki funkcjonalne. P ie rw sz y  to dwudostępna 
pam ięć  RAM o pojem ności 4 kB, stanowiąca 
o b sz a r  komunikacyjny m iędzy p ro c e so ra m i  
8080 i 8086. Zastosowany specjalny m echanizm  
a rb i t r a ż u  umożliwia im plem entac ję  semaforów. 
Drugi je s t  zes taw em  nadajników i odbiorników 
m a g is t r a l i  komunikacji z pulpitem danych. U- 
m oż l iw ia ją  one w yniesienie  pulpitu na odległość 
do 50 m.

& MKI 10 -  Moduł zaw iera  t rz y  wydzielone 
bloki funkcjonalne. P ie rw sz y m  je s t  gen e ra to r  
dwóch ciągów o często tl iw ośc i  10 MHz. Drugi 
to dwudostępna pam ięć RAM o pojem ności 4 kB, 
s tanow iąca o b sz a r  komunikacyjny m iędzy p r o ­
c e s o ra m i  8080 i 8086, Zastosowany specjalny 
m echan izm  a rb i t r a ż u  umożliwia wprowadzanie 
sem aforów . T rz e c im  je s t  zespół t r z e c h  zegarów 
program ow anych . Dwa z nich są  p rzeznaczone  
do cyklięznego zg łaszan ia  p rze rw ań ,  a t rz e c i  
j e s t  p rzys tosow any  do zg łaszan ia  p rze rw an ia  
p rz y  braku p rogram ow anego zg łaszania  się  
p ro c e s o ra  w zaprogram ow anych  odstępach  c za ­
su.

© MIP 10 -  Moduł zaw iera  układy do w spó łp ra­
cy z indukcyjnymi p rze tw orn ikam i położenia 
typu re z o lw e r  lub induktosyn dla c z te re ch  osi 
pom iarow ych. R ozdz ie lczość  pom ia ru  wynosi 
1/2000 cyklu p rze tw orn ika .  Moduł p rz y s to so ­
wany je s t  do w spółpracy  z modułem M CP-86.

©MON 10 -  Moduł zaw iera  c z te ry  16-bitowe 
p rze tw orn ik i  C/A o raz  c z te ry  w yjścia  p r z e ­
kaźnikowe. P rz e z n a c zo n y  j e s t  do s te row ania  
układów napędowych-dla c z te re c h  osi s ta n d a r ­
dowym sygnałem  analogowym ±10 V. Moduł 
przys tosow any  je s t  do w spółpracy  z modułem 
M C P-86 .

® MIC 32 -  Moduł zaw iera  układy 32 wejść- cyf­
rowych statycznych z izo lac ją  op toelek tron icz­
ną. Nominalny poziom napięcia  wejściowego 
wynosi 24 V, p rąd  pobierany p rz e z  pojedyncze 
w ejśc ia  5 mA. Moduł p rzeznaczony  j e s t  do 
sp rzężen ia  dowolnego sys tem u s te row ania ;po- 
s iadającego szynę zewnętrzną  typu AMS-BUS 
z obiektem podlegającym kontroli i s terowaniu 
/ np. w p ro c e s ie  technologicznym /.

©M OC 32 -  Moduł zaw iera  32 układy ’wyjść cy­
frowych statycznych z izo lac ją  op toe lek tron icz­
ną. Nominalny poziom napięcia wyjściowego 
24 V, m aksym alny  prąd  wyjściowy 0, 3 A. 
P rzezn aczo n y  je s t  do sp rzężen ia  dowolnego 
system u s terow ania  wyposażonego w szynę 
zew nętrzną  typu AMS-BUS z obiektem podlega­
jącym  kontroli i s terow aniu  /np . w p ro ces ie  
technologicznym /.

Moduły um ieszczane  na o b rab ia rce

® MPW 10 -  Moduł zaw iera  przedw zm acn iacz  
induktosynowy o wzmocnieniu około 80 dB. 
P rzed w zm acn iacz  może współpracować z ze­
staw am i liniałów induktosynów segmentowyc||j 
i taśmowych liniowych o ra z  z r o te r e m  indukto­
synów obrotowych. Moduł posiada indywidualną 
obudowę, k tó ra  umożliwia um ieszczen ie  go na 
o b ra b ia rc e .

9  MTD 10 -  Moduł zaw iera  układy dopasowują­
ce, k tó re  umożliwiają s terow anie  suwaków in­
duktosynów liniowych lub s ta torów  induktosy­
nów obrotowych ze źródeł zas i la jących  o s to ­
sunkowo niewielkiej dysponowanej mocy. Mo­
duł posiada indywidualną obudowę, k tó ra  umo­
żliwia um ieszczen ie  go bezpośrednio na o b ra ­
b ia rce .

E lastyczna  modułowa s t ru k tu ra  NUXON 500 
umożliwia da lszą  rozbudowę system u, na spe­
cjalne zamówienie odbiorcy i to zarówno w za- 

( k r e s ie  s t ru k tu ry  wewnętrznej jak również mo­
dułów peryfery jnych . Stwarza to możliwość za­
stosowania  NUXON 500 do s terow ania  innych 
obiektów.
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E L E M E N T Y  A R C H I T E K T U R Y  W NĘTRZ  

OŚRODKÓW E L E K T R O N IC Z N E J  T E C H N IK I  OB LICZENIOW EJ

Zastosow anie

Elem enty blaszane do wykończenia wnętrz 
stosuje s ię  w nowoczesnym  budownictwie ośrod­
ków obliczeniow ych l podobnych pom ieszczeń , 
wym agających specjalnego w yposażenia ze 
względów klim atyzacyjnych, akustycznych, in­
stalacyjnych 1 przeciw pożarow ych. Tendencje 
takie wypływają z coraz w yższych wymagań  
stawianych funkcjonalności budynków oraz z 
m ożliw ości tworzenia estetycznego wystroju  
w nętrz l łatw ości instalowania m etalowych e le ­
mentów architektonicznych .'E lem enty b lasza­
ne, takie jak podłogi, ściany i sufity, są  wy­
konane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej 
lak ierem  akrylowym lub tworzywem PCV. Sto­
suje s ię  tu szeroką gam ę kolorów oraz różne 
faktury blachy, pozw alające na dowolność kom­
ponowania plastycznego w nętrz.

Z astosow anie na przykład blach im itujących  
drewno lub skórę pozwala na uzyskanie efektu 
ciep łego wystroju p om ieszczen ia , przy równo­
czesnym  obniżeniu kosztów obudowy wnętrza  
o co najmniej 50% w stosunky do obudowy dre­
wnianej. Opracowane i produkowane w szerokim  
asortym encie elem enty blaszane wyposażenia  
w nętrz spełniają wymagania stawiane takim wy­

robom na rynku krajowym 1 rynkach zagranicz­
nych, a m ianowicie:
-  um ożliw iają różnorodny i jednocześnie ekono­
m iczny wystrój p lastyczny oraz zapewniają 
estetykę pom ieszczeń ,
-  kształtują akustykę p om ieszczeń ,
-  ułatwiają zastosow anie k lim atyzacji pom iesz­
czeń i zapewniają czy sto ść  technologiczną po­
w ietrza ,
-  um ożliw iają bezkolizyjne instalowanie różnych  
czynników energetycznych,
-  zapewniają antyelektrostatyczność podłóg,
-  gwarantują wysoki stopień bezpieczeństw a  
przeciw pożarow ego.

Szczegółow y opis poszczególnych rodzajów  
podestów, sufitów i ścian  oraz w yposażenia do­
datkowego zastąpiono rysunkam i aksonom etry- 
cznym i. Podstawowe darte techniczne, charak­
teryzujące poszczególne wykonania, oraz pozo­
sta łe  inform acje podano w opisach do rysunków.

PodeBty ze s topam i czteropunktowym l

P P  8 -  ze w szystk im i płytam i w wykonaniu
wentylacyjnym , z wykładziną anty­
statyczną.

Rys. 1
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Rys. 2. P o d es t  ze s topam i czteropunktowymi

P P  8c -  jak  P P  8 , lecz  z wykładziną PCV 
norm alną ,

P P  12 -  z p ły tam i paździerzow ym i lam inowa­
nymi blachą s talową, wykładzina 
an tys ta tyczna ,

P P  12b -  jak  P P  12, le cz  z wykładziną PCV 
norm alną ,

P P  26 -  z p ły tam i odlewanymi ze stopu AL,
wykładzina PCV norm alna ,

P P  26b -  jak  P P  26, l e c z  z wykładziną anty­
s ta tyczną .

D a n e  t e c h n i c z n e  w s z y s t k i c h  
t y p ó w
W ym iary  600x600 m m
Wy sokość_ całkowita 150x600 m m
O bciążenie  rów nom ierne  
dopuszczalne  15 kPa
O bciążenie  skupione 
dopuszczalne  500 daN
Z m iana  w ysokości nóg za 
pom ocą  ś ru b y  regu lacy jne j ¿30 m m  
M asa  lm ^  podłogi
kom pletnej ok. 31 kg

K om ple tac ję  i m ontaż wykonuje s ię  według 
p ro jek tu  technologicznego opracowanego w cze­
śn ie j .  W przypadku braku  p ro jek tu  i lośc i  p o sz ­
czególnych elem entów oblicza  s ię  według w spół­
czynników o k re ś la jący ch  w ielkości ś red n ie .

Ilość elementów przypadających  na lm ^  / ś r e d n io /
1. P ły ta  podestowa 2, 78 sz t . /mjj
2. Stopa kompletna 3 ,25  s z t . / m
3. Łącznik  uziem ienia  0,1 s z t . / m ^  / s to s o -
sowany w przypadku podestu an tye lek tro s ta ty ­
cznego /.

Sufity z kase tam i kwadratowymi -  S 12 

W y k o n a n i a
A -  kase ty  z blachy uszlachetnionej tw orzy­
wem PCV o fak turze  drewnopodobnej,
B -  kase ty  z blachy uszlachetnionej lak ie rem  
akrylowym,
G -  kase ty  gładkie /b e z  p e r fo ra c j i / ,
K -  kasety  z p e r fo ra c ją  o ś redn icy  1, 5; 2, 5 i 
3 , 0 m m  w układzie tzw, "kwiatkowym" o po­
w ierzchni p rześw itu  6, 0%,
T r  kase ty  z p e r fo ra c ją  o ś redn icy  2, 5 mm o 
podzia łce  t=5 m m  w układzie tzw. " technicz­
nym " o powierzchni p rześw itu  7, 5%,
W -  kase ty  z p e r fo ra c ją  sześc ioką tną  o pow ierz­
chni p rześw itu  52%.

D a n e  t e c h n i c z n e  
W ymiary kase t  
M ate r ia ł  kase t

600x600 mm 
blacha stalowa 
ocynkowana g ru ­
bości 0, 5 m m
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Rys. 3. Sufit z k a se ta m i kwadratowym i SI 2

M asa wkładki dźwiękochłonnej ok. 0, 6 kg 
M asa  1 m 2 sufitu z k o n s t ru ­
kc ją  nośną  i wkładkami 
dźwiękochłonnymi 6 , 6 kg.

K om pletac ję  i m ontaż  wykonuje s ię  według 
p ro jek tu  technologicznego. W przypadku braku 
p ro jek tu  i lośc i  poszczegó lnych  e lem entów  obli­
cza  s ię  według współczynników o k re ś la jący ch  
w ie lkośc i ś re d n ie .
Ilość e lem entów  przypada jących  na l m 2 / ś r e d -
n io / .n i o / .
1, K ase ta S 5 .1 2, 78 sz t .  / m 2
2. L is tw a  zaczepowa S5.2 1 , 1 0  sz t ,  / m 2
3, Kątownik S10. 3 0, 68 sz t .  / m 2
4. Kątownik S9.2 0, 20 sz t .  / m
5. Wkładka dźwięko­ o
chłonna S10, 6 2, 78 sz t .  / m
6, Kołek rozporow y 9
kpi. 0 10 225-3 1 , 00 sz t .  /m
7, Nit jednostronny 2
F e A l 04x8 1518 Bistyp 3, 62 sz t .  /m

Wkładka dźwiękochłonna nie j e s t  stosowana
p rz y  sufic ie  w wyk. G /b e z  p e r f o r a c j i / .

Sufity panelowe -  S9 

W y k o n a n i a
A -  panele  z blachy usz lache tn ione j tworzywem  
PC V  o fak tu rze  drewnopodobnej,
B -  panele  z blachy usz lache tn ione j l a k ie re m
akrylow ym ,

G -  panele  gładkie / b e z  p e r f o r a c j i / ,
K -  panele  z p e r f o r a c ją  o ś red n icy  1, 5; 2, 5 i

3, 0 m m  w układzie  tzw. "kwiatkowym" o po* 
w ierzchn i  p rze św itu  6 , 0%,
T -  panele  z p e r fo ra c ją  o ś red n icy  2, 5 m m  o 
podzia łce  t=5 m m  w układzie  tzw. " techn icz­
nym " o pow ierzchni p rze św itu  7, 5%.
D a n e  t e c h n i c z n e  
W ym iary  paneli  300x25x2000 m m
M a te r ia ł  paneli blacha s ta low a ocyn­

kowana g rubości 
0, 5 m m

Rys. 4. Sufit panelow y S9
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M asa  1 m sufitu z 
wkładkam i dziękochłon- 
nymi 6 kg.

2

K om pletac ję  i m ontaż  wykonuje s ię  według 
p ro jek tu  technologicznego opracowanego w cześ­
n ie j .  W przypadku braku  p ro jek tu  i lośc i  posz­
czególnych elementów oblicza  s ię  według współ­
czynników o k re ś la ją c y ch  w ielkości ś re d n ie .  
I lośc i elementów p rzypada jących  na 1 m 2 / ś r e d -  
n io/;
1. P an e l  S8. 1 wyk. 7 1, 67 sz t .  /m ^
2. Kątownik S9. 2 0 ,50  s z t . / m 2
3. Wkładka dźwięko­
chłonna S9. 3 1 .67  s z t . / m 2
4. Kołki rozporow e 225-3 2

B istyp  1 ,50  s z t . / m
5. Szyby r o z p r o s z e ­
niowe S9, 4.

Szyby rozp ro szen io w e  s tosu je  s ię  w p rzypad ­
ku ośw ie tlen ia  p rz y  pomocy opraw  ośw ie tlen io ­
wych montowanych pomiędzy s t ro p em  sta łym  
a sufitem  składanym . Ilość szyb za leży  od i lo ś ­
ci zamontowanych opraw  oświetleniowych. 
Wkładka dźwiękochłonna nie j e s t  stosowana do 
sufitu w wyk, G /b e z  p e r f o r a c j i / .

Sufity kom orowe -  SK2 
%

W y k o n a n i a
A -  panele  z blachy uszlachetn ionej tworzywem 
PCV o fak tu rze  drewnopodobnej,
B -  panele z blachy uszlachetn ionej l a k ie re m  
akrylowym .

. D a n e  t e c h n i c z n e  
W ym iary  l is tew

podłużna 32x230x1800 m m
p oprzeczna  32x230x568 m m

R ozstawienie listew  600 x 600 mm
O dległość czoła listew
od s tropu  /g rubość
sufi tu /  , 300 m m
Wymagana konstrukcja
nośna rozstaw iona  co
1800 m m  kątownik 35x35x3, 5 mm

K om pletację  i montaż wykonuje s ię  według 
p rojektu  technologicznego. W przypadku braku 
p ro jek tu  i lośc i  poszczególnych elementów obli­
cza s ię  według współczynników ok reś la jących  
wielkości ś redn ie .

2
I lość  elementów przypadających  na 1 m 
/ś re d n io / :
1. L is tw a  podłużna SK. 1
2. L is tw a  poprzeczna SK2. 2
3. Pokrywa SK2. 7
4. Wkładka akustyczna SK1. 8
5. Wkładka akustyczna SK1. 3
6. Wkładka akustyczna SK1.4
7. Wieszak SK1. 5
8. Szyby r o z p ro s z e ­
niowe SI. 7. 2 ,  . . . . .
I lośc i i rodza j  szyb rozproszeniow ych komple­
tować zgodnie z i lo śc ią  1 ro d za jem  zastosow a­
nych opraw oświetleniowych.
Kątownik na konstrukc ję  nośną zabezpiecza 
zam aw iający  / in w e s to r / .
Pokryw y SK2, 7; wkładki akustyczne SK1.8; 
oprawy oświetleniowe S3. 8; szyby SI. 7. 2 i 
S 2 .1 stanowią wyposażenie dodatkowe, d o s ta r ­
czane na odrębne zamówienie.

1.1 sz t ,  /m  
2 , 8 sz t .  / m 
0, 5 sz t .  / m
0, 5 sz t .  / m 2
1 . 1  sz t .  /m  
2 , 8 sz t .  / m 0
1, 3 sz t .  / m “

Sufit listwowy -  SL 1 

W y k o n a n i e
A -  listwy z blachy uszlachetnionej tworzywem 
PCV o fak turze  drewnopodobnej.
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Rys. 6. Sufit listwowy SL 1

B -  listw a z blachy uszlachetnionej lakierem  
akrylowym ,

I, szerok ość listw y SL 1,1 80 mm
II, szerok ość  listw y SL 1 ,1  100 mm
III, szerok ość  listw y SL 1 .1  120 mm
IV, szerok ość  listw y SL 1.1 150 m m .

D a n e  t e c h n i c z n e
M ateriał listew  -  blacha stalowa ocynkowana
grubości 0, 5 mm
Masa 1 m 2 sufitu z wkładkami dźwiękochłon— 
nymi -  5, 5 kg.

K om pletację i montaż wykonuje s ię  według 
projektu technologicznego. W przypadku bra­
ku projektu ilo śc i poszczególnych  elem entów  
oblicza s ię  według współczynników określają­
cych w ielk ości średnie.
I lo śc i sztuk przypadające na 1 m2 w p o szcze ­
gólnych wykonaniach /śred n io /:

/ I II III IV

1, L istw a  
sufitowa SL 1. 1 5 ,81 4, 63 3 ,8 5 3, 05
2 . Kątownik 
zaczepowy SL 1.2 0, 76 0 ,7 7 0, 77 0, 76
3. W ieszak SL 1 .3 1,52 1 ,54 1, 54 1, 52
4. Nit A lFe  
(i 4 x 8 1815

Bistyp 4, 56 4, 62 4. 62 4, 56

5, Kołek roz­
porowy 10 225-3 3, 04 3 ,08  3 ,0 8  3, 04
6. Wkładka
dźwiękochłonna WAZ 1 1 1 1.

W ieszak i nit stosow ane są  w przypadku ko­
n ieczn o śc i obniżenia sufitu w ięcej niż 55 mm. 
N orm alnie kątownik zaczepowy je s t  mocowany 
bezpośrednio do stropu.
Wkładki dźwiękochłonne stosowane są  w przy­
padku, kiedy sufit ma kształtow ać akustykę.

Ściany panelowe -  FS2

W y k o n a n i e
A -  panele z blachy uszlachetnionej tworzywem  
PCV o fakturze drewnopodobnej,
B -  panele z blachy uszlachetnionej lak ierem  
akrylowym
G -  kasety gładkie /b e z  p erforacji/
K -  kasety z perforacją  o średnicy 1, 5; 2, 5;
3, 0 m m  w układzie tzw. "kwiatkowym" o po­
w ierzchni prześw itu  6, 0%,
T -  panele z perforacją o średnicy 2, 5 mm o 
podzlałce t=5 mm w układzie tzw, "technicz­
nym" o pow ierzchni prześw itu  7, 5%,

D a n e  t e c h n i c z n e  
Szerokość paneli 300 mm
W ysokość paneli z cokołem  
przypodłogowym 2000 mm
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klienta dos ta rczana  je s t  deska odbojowa kpi.
D l w żądanej Ilości,

Ściana panelowa -  PS  3 
W y k o n a n i e
A -  panele z blachy uszlachetnionej tworzywem 
PCV o fak turze  drewnopodobnej,
B -  panele z blachy uszlachetnionej lak ie rem  
akrylowym,
G -  kase ty  gładkie /b e z  p e r fo ra c j i / ,
K -  kase ty  z p e r fo ra c ją  o średn icy  1, 5; 2, 5;
3, 0 m m  w układzie tzw, "kwiatkowym" o po­
w ierzchni prześwitu 6 , 0%,
T -  panele z p e r fo ra c ją  o średn icy  2, 5 m m  o 
podziałce  t=5 m m  w układzie tzw, " techn icz­
nym " o powierzchni p rześw itu  7, 5%,

a n e t e  c h n i c z n e 
W ym iary  paneli 300x2000x25 mm
M ater ia ł  paneli blacha stalowa ocyn­

kowana grubości 
0, 5 mm

W ysokość cokołu dolnego 160 mm

Rys, 7. Ściana panelowa PS2

M a te r ia ł  paneli blacha stalowa ocyn­
kowana o g rubości 
0, 5 m m

O dległość  czo ła  paneli 
od śc iany  33 m m .

K om ple taę ję  i m ontaż  wykonuje s ię  według 
p ro jek tu  technologicznego, W przypadku braku 
p ro jek tu  i lo śc i  poszczególnych  elementów obli­
cza  s ię  według współczynników o k re ś la jący ch  
w ie lkośc i ś red n ie .
I lość elem entów p rzypada jących  na 1 m 
/ ś re d n io / :
1, P a n e l  '
2,  Cokół dolny
3, Cokół górny

4, L is tw a  oporowa
5, Kątownik
6, Wkładka 
dźwiękochłonna
7, Kołek rozporow y 
j> kpi,
8,’ Nit jednostronny  
F eA l <f 4x8

Wkładki dźwiękochłonnej nie s tosu je  s ię  do 
śc ian  w wyk, G /b e z  p e r f o r a c j i / .  Na życzenie
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S8. 1 , 21, 67 sz t .  / m 2
P S 2. 1 0, 28 sz t .  / m
PS2. 3 2
wyk. II 0, 28 sz t.  / m 2
PS2, 5 0, 28 sz t ,  /m
PS2. 4 0, 28 sz t .  / m

S9. 3 , 2 1, 67 sz t .  /m

225-3 , 2 2 ,1 6  sz t .  / m

1815- 2Bistyp 2 , 00 sz t .  / m  .

Rys. 8. Ściana panelow a PS3



B o azer ia  lis twowa służy  rów nież  do budowy 
osłon  ka lo ryferow ych.

Zgodnie z w ym aganiam i bezpieczeństw a 
p rzec iw pożarow ego , w szys tk ie  e lem en ty  a r ­
ch itek tu ry  w n ę trz  ośrodków elek tron icznej  
techniki obliczeniowej omówione w cześn ie j są  
uznane za n iepalne . O rzeczen ie  n r  43/73 Ośrod-

żądanych elem entów. Opakowania na te re n ie  
k ra ju  s ą  zw rotne. Sprzedaż odbywa s ię  łącznie  
z pro jek tow aniem  i m ontażem  u klienta;  t rz eb a  
to jednak o k re ś l ić  w zamówieniu.

In fo rm ac ja  techniczna  -  D ział Techniczny 
te l:  23 81 73.
In fo rm acja  Handlowa -  D zia ł Handlowy 
te l :  23 76 62 te lex : 813617.

Odległość czoła paneli
od ściany w łaściw ej 33-40 mm.

K om pletac ję  i m ontaż wykonuje s ię  według 
p ro jek tu  technologicznego. W przypadku braku 
p ro jek tu  i lo śc i  poszczególnych  elem entów obli­
cza s ię  według współczynników ok re ś la jący ch  
w ie lkośc i  ś red n ie .
I lości-elem entów  dla przykładow ych w ysokoś­
ci śc ian ;

ka Badawczo-Rozwojowego Ochrony P rz e c iw p o ­
żarow ej w Józefowie k. W arszawy.
S p o s ó b  z a m a w i a n i a

W zamówieniu na leży  uwzględnić zapas na 
p rzyc inan ie  elementów sk ra jnych  o ra z  o k re ­
ś l ić  rodzaj wykonania i żądane wyposażenie 
spec ja lne . W skazane je s t  dołączenie  do zam ó­
wienia  planu p o m ieszczen ia ,  p rzeznaczonego ' 

a najlepiej  p ro jek tu  montażu

1. P ane l
2. Cokół dolny
3. Cokół górny
4. Cokół górny
5. L is tw a  oporowa
6. Kątownik
7. Wkładka dźwiękochłonna
8. Nit jed n o s tro n n y 'F eA l 4x8
9. Kołek rozporow y kpi.

K onstrukc ja  p rzezn aczo n a  j e s t  do zabudowy 
śc ian  o dowolnej wysokości powyżej 2200 m m . 
P ane le  górne  lub  dolne m ogą być docinane pod­
c zas  montażu w celu uzyskania  żądanej wyso­
kości śc ian .
Wkładki dźwiękochłonnej nie s tosu je  s ię  do 
śc ian  w wyk. G. Na życzenie  k lienta  d o s ta r c z a ­
na j e s t  deska odbojowa kompl. Dl w żądanej 
i lo śc i .

sz t .  / m 2 
0, 125 sz t .  / m 2
0.125 sz t .  / m 2
1, 67 sz t .  / m 2 
1, 5 sz t ,  /m
1, 5 sz t .  / m 2

Rys. 9. B o a z e r ia  listwowa P S 6

wyk. i
  — 2—

10 sz t .  /m
0, 28. sz t .  /m ^
0, 28 sz t.  / m^
1, 70 sz t .  / m 2

wyk. II.
------------- 7 -2 ----18 sz t .  / in  2 

0, 50 sz t .  /m „  
0, 50 szt.Vm  
3 sz t .  / m

1, 67 sz t .  /m  
, 167 sz t.  /m  
, 33 sz t.  / m 2

0, 167 sz t.  / m 2 
167 sz t.  / m 2 
161 sz t.  / m 2

1, 67 sz t .  / m 2 
s z t . / m  
16 sz t .  / m

B o a z e r ia  listwowa P S 6

W y k o n a n i a
A -  l is tw y z blachy usz lachetn ionej tworzywem  
PCV o fak tu rze  drewnopodobnej,
B -  l is tw y z blachy usz lachetn ionej la k ie re m  
akrylow ym .
D a n e  t e c h n i c z n e  
W ym iary  lis tew
sze ro k o ść  56 mm
w ysokość 10 m m
długość wyk. I. 1800 m m

wyk. II. 1000 mm 
M a te r ia ł  l is tew  blacha sta lowa ocynkowana o 

g rubośc i  0, 5 m m  
K om ple tac ję  i m ontaż  wykonuje s ię  według p r o ­
jek tu  technologicznego. W przypadku braku 
p ro jek tu  i lo śc i  poszczególnych  elementów obli­
cza  s ię  według w spółczynników o k re ś la jący ch  
w ie lkośc i ś re d n ie .
Ilość elem entów przypada jących  na 1 m 2 
/  ś red n io / ;

2. L is tw a  przypodłogowa r
3. Cokół górny PS>6.
4. Kołek rozporow y <f> 10 225-3
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-  aktualne stany,
-  h is to r ię ; tzn. ciąg  dotychczas wykonanych ins trukc ji  dotyczących badanych punktów,
- p ro g n o zę (tzn. c iąg  in s tru k c j i  dotyczących badanych punktów, k tóre  zostaną  wykonane o ile 
p ro c e s  tes tow ania  będzie kontynuowany,

W zależnośc i od uzyskanej inform acji  możliwe j e s t  korygowanie te s tu  p rz e z  dopisanie w 
języku PASAT nowych, odpowiednich in s trukc ji  a następnie  ich wykonanie. Dodatkowo sys tem  
zapewnia opera to row i bezpośredni dostęp do w szystk ich  re je s t ró w  /s tan u ,  s te ru jących , bufo­
row ych / u rządzeń  wchodzących w skład t e s t e r a ,  co umożliwia wymuszanie ich określonego 
działania . Posług iw anie  s ię  sy s tem em  j e s t  p ro s te  dzięki dostępowi do zbiorów tekstowych 
opisujących: sk ładnię  ins trukc ji  PASAT-a, działanie  system u i konfigurację  u rządzeń  t e s t e r a  
aż  do poziomu bitów urządzeń .

P R Z E W i O Y W A N T  R O Z W Ó J
System SAT/SM je s t  przygotowany do dalszej rozbudowy o następu jące  możliwości:

-  loka lizac ja  uszkodzeń m etodą "in Circuit",
-  loka lizac je  uszkodzeń na pakie tach w ykorzystu jących  układy ISI i VLSI. Z am ie rza  s ię  dołą­
czyć do sys tem u  an a l iza to r  sygnatur, co w połączeniu z dodatkowym oprogram ow aniem  u ła t­
wi lo ka lizac ję  uszkodzeń  na tego rodzaju  pakietach,
-  r o z s z e rz e n ie  z ak re su  p a ra m e tró w  przyrządów  pomiarowych.
P rzew idyw ana j e s t  rozbudowa bloku analogowego tak, aby umożliwiał wykonywanie pomiarów 
w w iększym  z a k re s ie  i z w iększą  dokładnością. Między innymi zostanie  ro zsze rzo n y  zak res  
pom iaru  nap ięc ia  i  100V.
-  wzbogacenie l i s ty  przyrządów  pom iarow ych o taki sp rz ę t ,  jak: ź ródła  i kon tro le ry  prądu 
zmiennego, fa lo m ie rze  i t p , ,
- opracowywana j e s t  w e rs ja  wielostanowiskowa sys tem u  SAT/SM oparta  o kom putery  z ro d z i ­
ny SM o w iększej pam ięc i  operacy jne j i-szybkości p rze tw arzan ia .

W A R U N K I  P R A G Y  T E S T E R A
Warunki środowiskowe -  norm alne , jak  dla system ów  mikrokom puterowych. 

Zas ilan ie  -  220V /+10% -15% /, 50 Hz / t i  Hz/
Pobór m ocy -  za leżn ie  od konfiguracji sys tem u od 1 kVA do 2 kVA
Zajmowana pow ierzchnia  m in im alna  -  2, 5 x 2 m.

W A R U N K I  D O S T A W
Dostawy sy s tem u  SAT/SM rea lizow ane  s ą  w konfiguracji uzgadnianej z użytkownikiem. 

P ro d u cen t  zapewnia in s ta lac je  sy s tem u  o ra z  szkolenie personelu . Użytkownik te s te r a  może 
zlecić  producentowi:
-  wykonanie specja lnego  oprzyrządow ania  t e s t e r a
-  opracow anie  p rog ram ów  tes tu jących .

P ro d u cen t  um ożliw ia k o rzys tan ie  ze swojego se rw isu  po upływie ok resu  gwarancji wynoszą­
cego 1 rok .

P R O D U C E N T :

F A B R Y K A  MIERNIKÓW 
W i r ! !  I KOMPUTERÓW " E R A ”

“  Im. Jtnka Kr«łckt«90
02-232 WARSZAWA, ul. Łopuu*- 
rtjk. 117/123 T e l« : 813617




